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Part 2: Exchange data formats

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
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tional elecirofechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to
htional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronie
hd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical~Speg
ical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter reférred to
ation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee
subject dealt with may participate in this preparatory work. International, gevernmental
mental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation(JE€ collaborat

ment between the two organizations.

rmal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an int
hsus of opinion on the relevant subjects since each technical conimittee has representatiof
sted IEC National Committees.

ublications have the form of recommendations for international‘use and are accepted by IEQ
ittees in that sense. While all reasonable efforts are made.t@ ensure that the technical contq
ations is accurate, IEC cannot be held responsible for-the way in which they are used g
erpretation by any end user.

er to promote international uniformity, IEC National ‘Committees undertake to apply IEC P
arently to the maximum extent possible in their_national and regional publications. Any d
bn any |IEC Publication and the corresponding natiénal or regional publication shall be clearly in
ter.

self does not provide any attestation of cenformity. Independent certification bodies provide ¢
Ement services and, in some areas, accéss to IEC marks of conformity. IEC is not responsib|
bs carried out by independent certification bodies.

ers should ensure that they have the latest edition of this publication.
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Internat
Semiconductor devices.

ility shall attach to IEC or its.directors, employees, servants or agents including individual eX
rs of its technical committeesyand IEC National Committees for any personal injury, property d
damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal
es arising out of the ‘publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any
ations.

on is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publi
bnsable for the _correct application of this publication.

on is drawn¢to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the
rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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he International Organization for Standardization (ISO) in accordance with' conditions detefmined by
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This standard shall be read in conjunction with IEC 62258-1.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2005, and constitutes a
technical revision.
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With respect to the first edition, the following parameters have been updated for this edition:

Subclause Parameter name
8.2.9 DEVICE PICTURE FILE
8.2.10 DEVICE_DATA FILE
8.4.6 TERMINAL GROUP
8.4.7 PERMUTABLE
8.5.1 TERMINAL MATERIAL
(was DIE_TERMINAL MATERIAL)
8.5.2 TERMINAL MATERIAL STRUCTURE
8.6.2 MAX TEMP_TIME
8.7.6 SIMULATOR simulator TERM_GROUP
8.8.3 ASSEMBLY
8.9.2 WAFER THICKNESS
8.9.3 WAFER_THICKNESS TOLERANCE
8.9.9 WAFER INK
8.10.4 BUMP_SHAPE
8.10.5 BUMP_ SIZE
8.10.6 BUMP_SPECIFICATION_ DRAWING
8.10.7 BUMP ATTACHMENT MBEIHOD
8.11.4 MPD MSL_LEVEL
8.11.5 MPD PACKAGE DRAWING
8.12.1 QUALITY
8.12.2 TEST
8.13.1 TEXT
8.14.1 PARSE
The tex{ of this standard(is)based on the following documents:
FDIS Report on voting
47/2085/FDIS 47/2095/RVD
Full infdrmhation on the voting for the approval of this standard can be found in the rtfport on
voting indicated-nthe-above-table:

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to
the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,
e withdrawn,

* replaced by a revised edition, or

* amended.
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INTRODUCTION

This International Standard is based on the work carried out in the ESPRIT 4™ Framework

project GOODDIE which resulted

in publication of the ES 59008 series of European

specifications. Organisations that helped prepare this document include the ESPRIT ENCAST
and ENCASIT projects, the Die Products Consortium, JEITA, JEDEC and ZVEI.

The structure of this International Standard as currently conceived is as follows:

Under main title: IEC 62258: Semiconductor die products

Part 1:

Procurement and use

Part|2:
Part|3:

Part
Part
Part
Part
Part

© XN o g R

Exchange data formats

Recommendations for good practice in handling, packingnand
(Technical report)

Questionnaire for die users and suppliers (Technical report)
Requirements for information concerning electrical simulation
Requirements for information concerning thermal simulation
XML schema for data exchange (Technical report)

EXPRESS model schema for data exchange (Technical report)

Further parts may be added as required.

storage
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Part 2: Exchange data formats

1 Scope and object

This Part of IEC 62258 specifies the data formats that may be used for the exchange of data
which is covered by other parts of the IEC 62258 series, as well as definitions of all parameters
used aicording to the principles and methods of IEC 61360. It introduces a Devige Data
Exchange (DDX) format, with the prime goal of facilitating the transfer of adequate geometric
data betiween die manufacturer and CAD/CAE user and formal information models thiat allow
data exchange in other formats such as STEP physical file format, in @tcordarice with
ISO 10303-21, and XML. The data format has been kept intentionally flexible to permjt usage
beyond this initial scope.

It has been developed to facilitate the production, supply and, use of semiconduftor die
products, including but not limited to:

e wafers,

e dingulated bare die,

e die and wafers with attached connection structures,

e rminimally or partially encapsulated die and wafers.

This standard reflects the DDX data format at . version 1.3.0

2 Normative references

The follpwing referenced documents are indispensable for the application of this documeent. For
dated rgferences, only the edition cited applies. For undated references, the latest editipn of the
referenced document (including any amendments) applies.

IEC 622/58-1, Semiconductor die products — Part 1: Procurement and use

IEC 61360-4:2005¢ Standard data element types with associated classification scheme for
electric|components — Part 4: IEC reference collection of standard data element types,
compongent classes303-21

ISO 86012004, Data elements and Interchange formats — Information interchange —
Representation of dates and times

ISO 6093:1985, Information processing — Representation of numerical values in character
strings for information interchange

IPC/JEDEC J-STD-033B:2007, Handling, Packing, Shipping and Use of Moisture/Reflow
Sensitive Surface Mount Devices

ISO 10303-21:2002, Industrial automation systems and integration - Product data
representation and exchange — Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the
exchange structure


https://iecnorm.com/api/?name=a81580012cd59d40af799ac9d85b9d6a

62258-2

3 Ter

© IEC:2011 -9-

ms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 62258-1 apply.

4 Requirements

Specific reference for parameter variables is made to the IEC 61360 data element type (DET)
codes, which are defined in Part 4 of IEC 61360.

5 Device Data eXchange format (DDX) file goals and usage

51 To
user for
shall b
enhancd

5.2 Iti
extensid

facilitate the transferral of data by electronic media from the device vendor'to

use within a CAD or CAE system, a data file format, Device Data eXchange
used. This data file format has been deliberately kept flexible, t0, permit
tments and additions for future use.

5 strongly recommended that Device Data eXchange files have-the three letter
n, and a Device Data eXchange file shall hereon be referred to as a DDX file.

he end-
(DDX),
further

PDX file

5.3 Dalta that are to be transferred from a device vendor te.a user shall be contaigped in a

single (¢
geomet
simple n

54 Th
operatin

5.5 Th
addition

5.6 Th
used as
sets of
die, bar

5.7 Th
ASCII tg

5.8 Th

omputer-readable DDX file, and the minimum coOnténts of this file shall s
ic CAD/CAE software design system. The file.§hall be textually readable, tq
nanual verification.

e DDX file and its data contents shall bezindependent of both computer macH
g system.

e DDX file contents shall include_meéchanical and interconnectivity information,
ally include electrical and functional data.

e DDX file may contain_data for one or more devices, and shall be capable
a library file by a CAD/CAE software design system. The file may contain one
Hata for the same device type, each having different delivery forms, such as
b die, and Chip-Seale packaging.

e DDX file shall be capable of being simply or automatically generated, such ¢
xt editor or-a spreadsheet.

uffice a
permit

ine and

but may

bf being
or more
bumped

s by an

e DDXfile shall be capable of referencing additional external files, such as simulation

and the

mal,model files.

5.9 All data shall be defined in such a way that conversion to or from other exchange formats
is possible, such as GDSII and CIF for geometric data of die. As close compatibility to the
existing DIE (Die Information Exchange) data as possible is desired, to facilitate simple

translati

on of partial DIE data files.

5.10 Definitions of parameters shall be in conformity with IEC 61360 (refer to Clause 5 of

IEC 622

58-1).

6 DDX file format and file format rules

NOTE 1

NOTE 2

Version 1.2.1 of DDX supersedes version 1.0.0 contained in ES 59008-6-1.

Version 1.3.0 of DDX supersedes version 1.2.1 contained in IEC 62258-2:2005.
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Refer to Clause 1 for the DDX version of this standard.

6.1 Data validity

6.1.1 All data not complying with the data syntax (refer to 7.3) shall be treated as a remark
and, as such, ignored.

6.1.2 All mandatory data shall be present. Missing data shall be flagged as an error,
rendering that data unusable.

6.1.3 Mathematical operations, calculations or formulae shall not be permitted within numeric
data.

6.2 Clharacter set

6.2.1 The DDX file shall be an ASCII compatible text file with suitable line‘terminatipn. Line
terminafion will depend upon the operating system. DOS/Windows & {generally |uses a
carriagd/line-feed <CR/LF> terminator (ASCII 0Dh/0Ah), whereas UNIX  invariably religs solely
upon a |ine-feed <LF> (ASCII 0x0A) terminator, the carriage return <GR> (ASCII 0x0[D) being
present|by implication.

6.2.2 ASCII characters 0x00 to 0x7F are permitted, ASCII ¢gharacters 0x80 to OxFF [shall be
ignored

6.2.3 All text data shall be case independent.

6.2.4 Bpace characters (ASCII 20h) and tab characters (ASCIl 09h) shall both be trgated as
space separators, multiple space and tab characters will syntactically be treated as p single
space sgeparator.

6.3 S|[YNTAX RULES

6.3.1 All data lines shall be termiinated with a semicolon: “;”.

6.3.2 A comma “,” shall betused as a data separator.

6.3.3 Lines beginning-with a hash “#” shall be treated as an intentional comment. All{data on
that line[ shall be ignored.

6.3.4 Underscores “_” shall be ignored in a variable or property name, and may be used as
intermediate.name separators. Underscores are valid within textual string and name dafa.

6.3.5 Braces are used to open and close structures or BLOCKs. An open brace “{* shall be
used to begin a structure or block, and a close brace “}” shall be used to terminate a structure
or block.

6.3.6 Brackets “()” shall be permitted, then ignored, in numeric data for clarity (e.g. in co-
ordinate pairs).

6.3.7 To accommodate typical spreadsheet CSV (Comma Separated Variable) format outputs,
textual data may be inside double quotes “’, and matching pairs of double quotes shall be
ignored.

6.3.8 There is no specific line continuation character. A textual string opened with a double
quote “” shall close with a matching double quote ', irrespective of the number of line breaks
within that text. As all DDX commands terminate with a semicolon, the non-textual data will be

11
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deemed to have ended at that semicolon. Textual data will be deemed to have ended at the
semicolon following the closing double quote. Textual data not enclosed within double quotes
may not include line break or control characters, and shall terminate at the first occurrence of a
semicolon. Textual data following this semicolon will be treated as erroneous data and
discarded.

6.3.9 For practicality, readability and ease of line parsing, is it recommended that the line
length (between line termination characters) does not exceed 255 characters. It is further
strongly recommended that a maximum limit of 1 023 characters per line be imposed to
prevent other parsing software from having an input buffer overrun error.

7 DDX file content

7.1 DDX file content rules
711 Block structure

Data shpll only exist within a block structure, referred to as a DEVICE Jblock, and one jor more
DEVICH blocks, each containing data, may exist within a single file~Each DEVICE plock is
unique, |and shall only contain data relevant to a single device, having a specific devigce form.

All data|within each DEVICE block shall be treated as being local‘and unique only to that block.
(Refer tp 6.3.4)

7.1.2 Parameter types

There gre two types of parameters use for datay, structures and variables, anf these
parametfers shall only exist with a DEVICE block:

e g structure determines a set or multiple séts of data having different data types.

e g variable is equated to a single or.multiple data of a single data type.
71.3 Data types

Data typges are as follows.

7.1.3.1 Textual string.data

All ASC|I characters from ASCII 20h to ASCII 7Fh are permitted within textual data, characters
including and above ASCII 80h shall be ignored. Consideration may be given to spegial print
and display control/eharacters to permit the printing of underscore or overscore charactgrs. It is
advised|that textual string data is placed within pairs of double quotes, refer to 6.3.7.

7.1.3.2 Textual name data

All names shall be unique, and shall only consist of the following characters from the ASCII
character set: -

AZ a-z 09 $ -%&! @ _ .

When textual name data are used to form a file name, it is advisable for the name to be limited
to eight characters for the file name and to three characters for the file extension, with a point
“.” used as the name/extension delimiter, in line with many common operating systems. It is
advisable for textual name data to be placed within pairs of double quotes (refer to 6.3.7).

Note that all textual name data is case independent, and spaces are not permitted within a
textual name.
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7.1.3.3 Real numeric data
Real numeric data shall comply with ISO 6093:1985, and shall consist of the characters: -

0-9 + - _.E e

The data values may be signed, and use engineering or scientific notation, but shall not include
dimensional units, e.qg.

90008, 9000.80, 9.0008ES, -5207, -5.207E3, 0.102, 102E-3

ed as a

ent for a decimal point “.”.

71.3.4 Integer numeric data

Integer humeric data values shall comply to ISO 6093:1985, and only the ¢haracters 0jto 9 are
permitted. Integers shall be unsigned, and shall not include dimensionalunits.

For praftical purposes, an integer shall be limited to 16-bit resolution, i.e. integef values
betweern and including 0 to 65536 only are acceptable.

7.1.3.5 Date data

Date datta values shall comply with ISO 8601:2004 format, and may include time infgrmation
as well,|e.g.

“YYYY-MM-DD”, “YYYYMMDD”, “YYYY-MM-DDTHH:MM:SS”.

7.1.4 Forward references

To pernit single-pass parsing, no vdriable identifier or variable name shall be referenged prior
to being| defined.

7.1.5 Units

All units| shall belong td thé S| system, apart from the geometric unit of the micron (10-Pm), the
inch anfl the mil (1053 inch). Only one unit of dimension shall be permitted within p single
DEVICH block. Nate-that the inch and the mil are non-preferred units, and are only pregent due
to continued common usage.

7.1.6 Co-ordinate data

In all co-ordinate data, the X co-ordinate shall precede the Y co-ordinate and the Y co-ordinate
shall precede the Z co-ordinate (i.e. X,Y or X,Y,Z).

The X co-ordinate shall be the horizontal axis (numerically left to right), the Y co-ordinate shall
be the vertical axis (numerically bottom to top), and the Z co-ordinate shall be depth axis
(numerically near to far).

71.7 Reserved words

All parameter names shall be considered as reserved and no variable identifier or variable
name shall be permitted to have the same name. This restriction does not apply to free form
textual data within quotes or double quotes (as 7.1.3.1 and 7.1.3.2).
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7.2 DDX DEVICE block syntax
DEVICE device_name device_form {

}

The DDX file may contain one or more DEVICE blocks, all data pertaining to a particular device

shall be

relevant die data ......

embedded within the relevant block. (Refer to clause 6.1.1 and clause 7.1.1).

A DEVICE block is opened by the DEVICE keyword and opening brace “{*, (as shown), and the
DEVICE block is closed by the matching closing brace “}".

Data not within a DEVICE block structure shall be treated as a remark, permitting the future

addition
without

The de)

device_|form is the mechanical form of the device to which the block data pertains.

Valid ddta for the device_form variable are:

e Dbhare_die,

e Bumped_die,

¢ rhinimally_packaged_device (or MPD).

Further
001, “di

Only on

DDX filg, but duplication of either device_name or device_form is permissible.

An example of a typical DDX file arrangement of DEVICE blocks:-

of checksum information, file creation date and historical data etc., within the L
hffecting the actual device data.

vice_name is the given name by which the device shall be referred,

pad_frame_die

device_form types may be added at a later stage, refer to IEC 61360-4:2005, A
b type code”, for further details.

e DEVICE block having device_name of type device_form shall be present w

DEVICE namel bare .die {
relevant data_ _feor device “namel” as a bare die..

DEVICE namgMbumped die {
relevant ‘data for device “namel”as a bumped die..

DEVICE \name2 mpd {
relevant data for device “name2” as a minimally packaged dey

DX file,

and the

ADO004-

thin the

rice. .

DEVICE name?2 bare die {

relevant data for device “name2” as a bare die..

}

DEVICE namel mpd {
relevant data for device “namel” as a minimally packaged device..

}

DEVICE name3 bare die {
relevant data for device “name3” as a bare die..

}

In the above example, there are three occurrences of a DEVICE block for device “name1”, and
two occurrences of a DEVICE block for device “name2”, but each of these DEVICE blocks
specify a different device_form. The order or sequencing of the DEVICE blocks has no
relevance.
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7.3 DDX data syntax

Property = value [, value];

<property>[equate separator]<value/variable {separator <value/variable> }>[data terminator][line terminator]

[data terminator]

[space]{semicolon;}

<property> = Parameter name

[space] = {space character (20h) or tab character (09h)}0+
[equate separator] = [space]{equal =}[space]

[separator] = [space]{comma ,}[space]

[line terminator]

{CR or CR/LF}

For example:

hickness = 100.0 ;

hickness=470;

eometric_units=micron;

eometricunits = micron;
eometricUnits= “millimetres”;

erminal_type = T1l, Circle, 220;
erminal_Type T2, Rectangle, 200 , 250;
erminalType = T2, O, (200, 250);
ERMINALTYPE = T2, O, 200 , 250;

Thus, terminal_type, Terminal_Type, TerminalType and<TERMINALTYPE will all reference

the sam

parameter name.

8 Defjinitions of DEVICE block parameters

8.0

8.0.1

Where
parame
8.0.1.1
8.0.1.2
8.0.1.3

8.0.1.4
8.0.1.5

General usage notes
Device form notes

A parameter is unique~to-the device_form, as defined in the DEVICE bl
er will be preceded with-the following ...
DIE_ data'‘parameter is unique to bare die or bumped die form
BUMP_ . data parameter is unique to only bumped die

MPD ¢ data parameter is unique to a minimally packaged device, su
CSR

WAFER_ data parameter is unique to a die device delivered at wafer level

LEAD_ data parameter is unique to a die device with attached lead fram

bck, the

ch as a

WV

8.0.2 Data Parameter Items

Within the following list of data parameters ( see 8.1 onwards), the following items are shown:

8.0.2.1
8.0.2.2
8.0.2.3
8.0.2.4
8.0.2.5
8.0.2.6

8.0.2.7

the parameter name, as used syntactically within the DDX file,

the parameter type, indicating either a variable or structure data type,

the parameter function, determining its usage and meaning,

the parameter value, indicating the type of data expected,

any parameter limitation, indicating any limitation within the DEVICE block,

parameter dependencies, highlighting parameters that need to be declared prior to

invocation,

one or more practical examples, and
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8.0.2.8

any relevant notes.

A brief table of parameters is given in Annex F, and a working example of a full DDX DEVICE
block is given in Annex A, with its expected graphical output in Annex C.

All parameters shall conform to the relevant IEC 61360 Data Element Type (DET) codes, as
defined in IEC 61360-4:2005. Refer to Annex F for a cross-reference table.

8.0.3 Terms and conventions

A point of electrical connection is called a terminal. This may be a bond-pad for a bare die, and
may equally refer to the landing or connection footprint area required by an_interconnection

mediuml It is a common convention for die to have the initial terminal, numbered. 1

upper |

ft hand corner of the die, and for terminal or pin numbering to contintie

clockwige in sequence.

The X cp-ordinate dimensions are for the length in the horizontal plane withiihcreasing
values tp the right. The Y co-ordinate dimensions are for the width in thé) horizontal plane with
increasipg positive values away from the user’s view. The Z co-ordinate dimensions
height in the vertical direction with increasing positive values upwards (towards the view

As a pojnt of reference, all die components, including bumped\die, are generally view
above with the active side upwards.

8.0.4 Summary of general rules

8.0.4.1
8.0.4.2
8.0.4.3

8.0.4.4

8.0.4.5

8.0.4.6

8.0.4.7

All valid data shall be contained within.a'DEVICE block (refer to 7.1.1).
Any local or unique parameter, such as a name, shall be defined prior to its

All parameters shall conform.torthe relevant IEC 61360 DET codes, as dg
Part 4 of IEC 61360 (refer to-6.8 and Annex F).

The units of measurement, GEOMETRIC_UNITS, shall be defined bef
geometric variable is defined.

The geometric ‘origin, GEOMETRIC_ORIGIN, and the geometrig
GEOMETRIC_VIEW, shall be defined before any geometric co-ordinates are

The TERMINAL_COUNT parameter shall be defined before any TEI
parameters.are referred to and the number of TERMINAL parameters 9
exceedthe TERMINAL_COUNT value.

The( Y\TERMINAL_TYPE_COUNT parameter shall be defined befog
TERMINAL_TYPE parameters are referred to and the num
TERMINAL_TYPE parameters shall not exceed the TERMINAL_TYPE_]

, in the
counter-

positive
are for

er).

ed from

usage.
fined in

pre any

view,
defined.

RMINAL
hall not

re any
ber of
COUNT

value.

8.1 BLOCK DATA

8.1.1 DEVICE_NAME Parameter

This is defined within the DEVICE block heading as the device_name parameter

Parameter Name device_name

Parameter Type Variable, refer to 7.2 on DEVICE blocks

Parameter Function Defines the device manufacturer's type number or the reference name.
Parameter Values Textual name data, as 7.1.3.2

Example SN74LS04

Reference

See 7.1.7, 7.2 and Annex G.
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8.1.2 DEVICE_FORM Parameter

This is defined within the DEVICE block heading by the device_form parameter.

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values
Example
Reference

device_form

Variable, refer to 7.2 on DEVICE blocks
Defines the physical form of the device.
Textual string data, as 7.1.3.1

bare die, bumped die, MPD
Subclause 7.2 and Annex G.

8.1.3 BLOCK_VERSION Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitations

Exampl
Referenfce

BLOCK_VERSION

Variable

Specifies the version number and/or issue number of)‘the
block.

Textual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a single DEVIGE block.
BLOCK VERSION = “1.0A”;

Annex G.

8.1.4 BLOCK_CREATION_DATE Parameter

Parameter Name
Parameler Type
Parameter Function
Parameter Values
Limitatigns
Exampl¢
Referenfce

BLOCK_CREATION_DATE

Variable

Specifies the date that the DEVICE block was created and last §
Date, as 7.1.3.5

Shall be declared only onge within a single DEVICE block.
BLOCK CREATION DAJEN= “1997-12-25";

Annex G.

8.1.5 VERSION Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameler Values
Limitatigns

Exampl¢g
Notes

Referenfce

VERSION

Variable

Specifies’the revision/version number of the DDX standard, (d
at vérsion 1.3.0), to which this DEVICE block conforms.
Trextual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
VERSION = “1.3.0";

Refer to Clause 1 for the version of this standard document. N
this document may not be the latest version, so refer to your St
Authority if in doubt.

Annex G.

DEVICE

pdited.

urrently

ote that
andards

8.2 DEVICE DATA

8.21 DIE_NAME Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitations
Example
Reference

DIE_NAME

Variable

Specifies the name of the die or mask set from which the
produced. This may be different to the DEVICE_NAME paramet
Textual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a single DEVICE block.

DIE NAME = “XXC345”;

Annex G.

8.2.2 DIE_PACKAGED_PART_NAME Parameter

Parameter Name

DIE_PACKAGED_PART_NAME

die was
er.
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Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Example
Notes

—17 -

Variable

Specifies the manufacturers part name for the equivalent packaged
part, where available or applicable. This may be different to the
DEVICE_NAME parameter.

Textual string data, as 7.1.3.1

DIE PACKAGED PART NAME = “SN5405JN”;

Used to reference the identical packaged die part, not merely similar
function, when supplied by the same manufacturer in packaged form.

8.2.3 DIE_MASK_REVISION Parameter

Parameter Name
Parameter Type

DIE_MASK_REVISION
Variable

Parameter Function
Parameter Values
Limitatigns
Exampl¢

Notes

Referenfce

8.2.4 MANUFACTURER Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values
Limitatigns
Exampl¢

8.2.5 DATA_SOURCE Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitatigns
Exampl¢

8.2.6 DATA: VERSION Parameter

Parameter Name

Specifies the mask revision details associated with thatjpprticular
version on the die.

Textual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a single DEVICE bléck.
DIE MASK REVISION = “RTDACl”;

DIE MASK REVISION = “9033-2-101-M5/2%%;
Intended to ensure that the die data matches the“geometric vgrsion of
the actual die.
Annex G.

MANUFACTURER

Variable

Specifies the manufacturer oryfabrication house of the device.
Textual string data, as 7.1,3.1

Shall be declared only ohce within a single DEVICE block.
MANUFACTURER = “Euzziwuz Logic Inc.”;

DATA_SOURCE
Variable
Specifies’ the source of the device data, essentially where| this is
different from the manufacturer or fabrication house.
Trextual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
DATA SOURCE = “AnyChip Technology Ltd.”;
DATA SOURCE = “Good-Die database”;

DATA_VERSION

Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitations
Example
Reference

Variable

Specifies the revision of the data source use to determine the
parameters within the DEVICE block. This parameter is linked to 8.2.5,
the DATA_SOURCE parameter.

Textual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a single DEVICE block.

DATA VERSION = “Initial Issue 1.07;

Refer to Annex G.

8.2.7 FUNCTION Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values

FUNCTION

Variable

A brief description of the devices’ function.
Textual string data, as 7.1.3.1
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Limitations Shall be declared only once within a single DEVICE block.

Example FUNCTION = “16 Bit Microprocessor”;

Notes IEC 61360-4:2005 specifies certain functional and application classes
that may be used.

8.2.8 IC_TECHNOLOGY Parameter

Parameter Name IC_TECHNOLOGY

Parameter Type Variable

Parameter Function Specifies the fabrication technology of the device.

Parameter Values Textual string data, as 7.1.3.1

Limitations Shall be declared only once within a single DEVICE block.

Exampl IC TECHNOLOGY = “CMOS”;

IC_TECHNOLOGY = “bipolar”;
IC TECHNOLOGY = “bicmos”;
IC_TECHNOLOGY = “GaAs”;

8.2.9 DEVICE_PICTURE_FILE Parameter

Parameler Name DEVICE_PICTURE_FILE

Parameter Type Variable

Parameter Function Specifies the name(s) of the graphics or picture file(s) representing the
device.

Parameter Values Textual name data, as 7.1.3.2

Examplé DEVICE PICTURE FILE = “DIE@Q1l.JPG”;

DEVICE PICTURE FILE = “AAQBOC.SF”, “FRED.GIF”;

Notes The picture file may be .anl actual photograph, or a [pictorial
representation of the device:~The file extent should indicate|the file
format used. Only file names, without relative or absolute path{names,
shall be used.

Multiple parameters (picture file names) may be introduced within a
single declaration, or*multiple declarations maybe be employed to the
same effect.

There is no scdling or positional data requirement.

Reference Annex |, Notés 3 and 4.

8.2.10 | DEVICE_DATA_FILE Parameter

Parameter Name DEVICE_DATA_FILE

Parameter Type Variable

Parameler Function Specifies the name(s) of a file(s) containing pertinent data, puch as

Parameter Values
Exampl

technical specifications, procurement documents or general data-

sheets.

Textual name data, as 7.1.3.2

DEVICE DATA FILE = “SpecSheet.PDF”;
DEVICE DATA FILE = “AAOBOC.DOC”, “AAOBOC.TXT”;

Notes

Reference

I'he data 11le may be ot any recognised tormat. I he Tile exien

should

indicate the file format used. Only file names, without relative or

absolute path names, shall be used.
Multiple parameters (data file names) may be introduced within

a single

declaration, or multiple declarations maybe be employed to the same

effect.
Annex |, Notes 3 and 4.
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8.3 GEOMETRIC DATA

8.3.1 GEOMETRIC_UNITS Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values

GEOMETRIC_UNITS

Variable

Specifies the geometric units that shall apply to all geometric values
within the DEVICE block.

Textual string data, as 7.1.3.1.

One of the following values:

= micrometre, or micron,

Limitatigns
Exampl¢

Notes

Reference

8.3.2 GEOMETRIC_VIEW Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values

Limitatigns
Exampl¢

Notes

Reference

8.3.3 GEOMETRIC_ORIGIN Parameter

=  metre,
=  millimetre,
= inch

= mil (1.0E-3 inch)

Shall be declared only once within a single DEVICE block:
GEOMETRIC UNITS = microns;

GEOMETRIC UNITS = mil;

This GEOMETRIC_UNITS parameter shall be declared befpre any
geometric units are used. The micron _isD'generally the| default
dimensional unit for die dimensions, and\the inch and mil gre non-
preferred units.

Subclause 7.1.5 and Annex E.

GEOMETRIC_VIEW
Variable

Specifies the geometriecview that shall apply to all geometric| shapes
within the DEVICE block:

Textual string data,-as 7.1.3.1.

One of the following values:

e TOP meaning active side upwards, and

e BOTTOM-meaning active side downwards.

Shall be_deelared only once within a single DEVICE block.
GEOMETRIC VIEW = top;

GEOMETRIC VIEW = “bottom”;
The*GEOMETRIC_VIEW parameter shall be declared befpre any
geometric shapes are created. It would be common for a bare|die and
packaged part to be viewed in the “TOP” view, whereas bumped die
may well be viewed from the “BOTTOM?” (i.e. through the substrate).
Annex E.

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Dependencies
Limitations
Example

Notes

Reference

GEOMETRIC_ORIGIN

Variable

Determines the X- and Y-geometric origin from which all other co-
ordinate pairs are referenced. The origin is given with respect to the
geometric centre of the die in the units specified by the
GEOMETRIC_UNITS parameter.

Real X co-ordinate origin, Real Y co-ordinate origin, as 7.1.3.3
GEOMETRIC_UNITS, SIZE

Shall be declared only once within a single DEVICE block.

GEOMETRIC ORIGIN = -6000,-7500;

Dimension values are in GEOMETRIC_UNITS.

The origin co-ordinate pair values relate to the geometric die centre,
refer to Figure 1. for further explanation.

Annex E.
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(—Xsize/2, Ysize/2) (Xsizel2, Ysizel2)

Geometric centre of device
Size = Xsize, Ysize ;

RAY)

Geometric origin = Xo, Yo;
+ (Xo, Yo)

(—Xsizel2, —Ysize/2) (Xsize/2, —Ysize/2)

Figure 1 — Relationship between geometric centre and geometric origin

IEC 895/11

The GHOMETRIC_ORIGIN is treated as an offset for all co-ordinate data, so that the
GEOMHBTRIC_ORIGIN values are added-t¢’all individual co-ordinate data pairs to give the X-

and Y- position relative to the geometric centre of the device.

The prirhary use of the GEOMETRIC_ ORIGIN parameter is to permit the centring of the origin
on a tefminal or other geometric-feature, rather than an arbitrary geometric position, as, in
practice, SIZE may be subject t6"an asymmetric tolerance so that all related referencep to this

geometric centre could therefore also be subject to a tolerance error.

8.3.4 SIZE Parameter

Parameler Name
Parameler Type
Parameter Eunction

Parameter.Values

SIZE
Variable
Determines the X- and Y- dimensions of the device, and optionally
specifies its shape as an ellipse.

Real X-dimension. Real Y-dimension, (as 7.1.3.3). {Ellipse}

Dependencies
Limitations
Example

Notes

Reference

GEOMETRIC_UNITS, GEOMETRIC_VIEW

Shall be declared only once within a single DEVICE block.

SIZE = 250, 500.5;

SIZE = 350, 350, E;

Dimension values are in GEOMETRIC_UNITS.

In the latter example, the character “E” as the 3 parameter defines an
ellipse, in this instance a circular die of 350 GEOMETRIC_UNITS in
diameter.

Annex E.

8.3.5 SIZE_TOLERANCE Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values

SIZE_TOLERANCE

Variable

Specify the geometric tolerance(s) of the SIZE parameter values.
Real in GEOMETRIC_UNITS, as 7.1.3.3
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Limitations
Example

Notes
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GEOMETRIC_UNITS, SIZE, GEOMETRIC_VIEW

Shall be declared only once within a single DEVICE block.

SIZE TOLERANCE 0.5;

SIZE TOLERANCE -0.2,0.5;

SIZE TOLERANCE -0.2,0.5,-0.1,0.4;

One, two or four values may be given:-

Where a single tolerance value is given, the tolerance shall be taken as
an unsigned * value for both the X- and Y-axis.

Where two tolerance values are given:-
the first value shall be taken as the minimum for both the X-axis
and the Y-axis,
the second value shall be taken as the maximum for both X-
axis and the Y-axis.

8.3.6 THICKNESS Parameter

Parameler Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values
Dependgncies
Limitatigns
Exampl¢
Notes

8.3.7 THICKNESS_TOLERANCE Parameter

Parameler Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Dependgncies
Limitatigns
Exampl¢

Notes

Where four tolerance values are given:-
the first value shall be taken as the minimum for the X-akxis,
the second value shall be taken as the maximumcfor'the| X-axis,
the third value shall be taken as the minimum for thel Y-axis,
and
the fourth value shall be taken as the maximum for the Y-axis.

THICKNESS

Variable

Determines the thickness (Z-dimension) of the device.
Real Z-dimension value, as 7.1.3.3

GEOMETRIC_UNITS

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
THICKNESS = 10.5;

Dimension values are in{tGEOMETRIC_UNITS.

THICKNESS_TOLERANCE

Variable

Specifies\the tolerance(s) of the THICKNESS parameter that|may be

expected due to normal process variations.

Reahin"GEOMETRIC_UNITS, as 7.1.3.3

GEOMETRIC_UNITS, THICKNESS

Shall be declared only once within a single DEVICE block.

THICKNESS TOLERANCE = 2.5;

THICKNESS TOLERANCE = -1.2,1.5;

One or two values may be given:-

Where a single tolerance value is given, the tolerance shall be faken as
an unsigned + value.

Where two tolerance values are given:-

the first value shall be taken as the minimum, and
the second value shall be taken as the maximum.

8.3.8 FIDUCIAL_TYPE Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Dependencies
Notes

FIDUCIAL_TYPE

Structure

The FIDUCIAL_TYPE structure assigns a fiducial type name and
defines the associated graphic file and size of an individual fiducial
type. The structure may be used to define a single fiducial type, or a
multiple of fiducial types.

GEOMETRIC_UNITS, GEOMETRIC_VIEW

A fiducial only exists as a graphic shape within a rectangle, the graphic
data for the fiducial is held within an external graphic file. The co-
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ordinate pairs for this rectangle are relative only to the fiducial shape
type, and are used as references when placing the shape.
Reference Annexes E and |.

Single FIDUCIAL_TYPE definition syntax:

FIDUCIAL_TYPE Fiducial type name = Fiducial_file_name, X-size, Y-size;
FIDUCIAL_TYPE Fiducial _type_name = Fiducial_file_name, X-size, Y-size;

Multiple FIDUCIAL_TYPE definition syntax:

FIDUCIAL_TYPE {

Fiducial _type _name = Fiducial_file_name, X-size, Y-Size;
Fiducial _type_name = Fiducial_file_name, X-size, Y-size;
Fiducial _type _name = Fiducial_file_name, X-size, Y-size;

where:

8.3.8.1 Fiducial_type_name

Textual [reference name (as 7.1.3.2) for a fiducial type, which shall be unique within the
DEVICH block.

8.3.8.2 Fiducial_file_name

This is the name of the file (as 7.1.3.2) that holds thefiducial as graphic data. The graphic data
type shall be indicated by the file extension codei’such as “BMP”, “GIF”, “DXF” etc. The data
type is not specified with this standard, and it is up to the CAD/CAM software as to what can
and cannot be displayed. The graphic shall-be treated as being contained within a rectpngle of
X-size, Y-size dimensions.

8.3.8.3 X-size, Y-size

These real numeric parameters—-as 7.1.3.3) comprise a co-ordinate pair, and determine the
rectangle size of the fiducial graphic. The geometric centre of the fiducial graphic shall be
determined as being (X-size/2, Y-size/2).

Example 1

FIDUCIAL TYPE Fidl = “tile.bmp”, 200, 250;

mple describes a fiducial, found as an external file “tile.bmp”, uniquely referred to
as Fidl—wi =st its; i its- i i by the
GEOMETRIC_UNITS parameter.

Example 2

FIDUCIAL TYPE {

fidul = “graphicl.bmp”, 200, 300;
fidu2 = “graphic2.dxf”, 500, 500;
fidu3 = “graphic3.gif”, 100, 100;

}

This multiple definition example describes three separate fiducial types and shapes:
= fidul is contained in file “graphicl.bmp”, of size 200 by 300 units.
= fidu? is contained in file “graphic2.dxf”, of size 500 by 500 units.
= fidu3 is contained in file “graphic3.gif”, of size 100 by 100 units.


https://iecnorm.com/api/?name=a81580012cd59d40af799ac9d85b9d6a

62258-2 © IEC:2011 - 23 -

8.3.9 FIDUCIAL Parameter

Parameter Name FIDUCIAL

Parameter Type Structure

Parameter Function The FIDUCIAL structure defines the location and orientation of each
individual graphic fiducial. As a structure, FIDUCIAL may be used to
define a single fiducial, or a multiple of fiducials.

Dependencies GEOMETRIC_VIEW, FIDUCIAL_TYPE, GEOMETRIC_UNITS, and
GEOMETRIC_ORIGIN.
Notes Each fiducial type name used shall have been previously declared in a

FIDUCIAL_TYPE invocation, and co-ordinate pair information shall
relate to the GEOMETRIC_ORIGIN of the device.
Reference Annex E.

Single AIDUCIAL definition syntax:

FIDUCIAL F_n = Fiducial_type _name, X-co., Y-co., orientation;
FIDUCIAL F_n = Fiducial_type _name, X-co., Y-co., orientation;

Multiple|FIDUCIAL definition syntax:

FIDUCIAL {
F_n = Fiducial_type _name, X-co., Y-co., orientatior,;
F_n = Fiducial_type_name, X-co., Y-co., orientation;
F_n = Fiducial_type _name, X-co., Y-co., orietqtation;

where:

8.3.9.1| F_n

Unique |[fiducial identifier, where “n” is the actual fiducial number (Integer, as in 7.1.3.4),
numbering from top left anti-clockwise.~Note that the underscore character is optionpal, it is
used foq clarity only.

8.3.9.2 Fiducial_type_name

Textual [name (as in 7.1.3.2) 0of a referenced FIDUCIAL_TYPE shape (as 8.3.8.1), which shall
have been previously declared, (refer to 7.1.4).

8.3.9.3 X-co

Numerig real X\co-ordinate value (as 7.1.3.3) for location of the centre of the fiducial shape, in
units defined by the GEOMETRIC_UNITS parameter. This value is relative to the X co-prdinate
value (1£ the” GEOMETRIC_ORIGIN, and this parameter is identical in operation|to that
described-in-8-4-5-4-

8.3.9.4 Y-co

Numeric real Y co-ordinate value (as 7.1.3.3) for location of the centre of the fiducial shape, in
units defined by the GEOMETRIC_UNITS parameter. This value is relative to the Y co-ordinate
value of the GEOMETRIC_ORIGIN, and this parameter is identical in operation to that
described in 8.4.5.5.

8.3.9.5 Orientation

Orientation value, of integer values from 0 to 360 (see 7.1.3.4). This is the angle of clockwise
rotation in degrees about the geometric reference centre of the fiducial shape. If the letters
“MX” are included, then the orientation of the fiducial shape shall be mirrored in the X-axis,
similarly if the letters “MY” are included, then the orientation of the fiducial shape shall be
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mirrored in the Y-axis. Both “MX” and “MY” may be present simultaneously (refer to Annex D
for a graphical representation), and all mirroring shall be done about the geometric reference
centre of the fiducial shape. Note that the mirroring operation shall be carried out first, then the
fiducial shall be rotated by the orientation angle. This parameter is identical in operation to that
described in 8.4.5.6

Example 1

FIDUCIAL Fid007 = fidul, 5000, 7000, MXO0;
This example declares that fiducial Fid007......

= jslocated at X = 5000 units, Y = 7000 units,

Example 2

FIDUCIAL F_18 = fiduX1l, 1000, 2200, 90;

This example declares that fiducial F_18 .....

= s located at X = 1000 units, Y = 2200 units
* s a FIDUCIAL_TYPE named “fiduX1”, orientated (rotated)by-90° clockwise.

Example 3

FIDUCIAL {
Fid007-fidul, 5000, 700Qy MXO0;
F 18 = fiduX1l, 1000, 2200, 90;
}
This multiple fiducial definition example declares identical fiducial data to that shown in
Examplés 1 and 2.

8.4 TERMINAL DATA

8.4.1 TERMINAL_COUNT Parameter

Parameler Name TERMINAL_COUNT

Parameter Type Variable

Parameler Function Specifies the number of electrical terminal or points of connectipn.
Parameter Values Integer, asin 7.1.3.4

Limitatigns Shall be declared only once within a single DEVICE block.

Examplé¢ TERMINAL COUNT = 44;

Notes The TERMINAL_COUNT value shall be declared befdre any

TERMINAL declaration or usage.

8.4.2 TERMINAL_TYPE_COUNT Parameter

Parameter Name TERMINAL_TYPE_COUNT

Parameter Type Variable

Parameter Function Specifies the number of different connection or bond terminal types or
shapes.

Parameter Values Integer, asin 7.1.3.4

Limitations Shall be declared only once within a single DEVICE block.

Example TERMINAL TYPE COUNT = 4;

Notes The TERMINAL_TYPE_COUNT value shall be declared before any

TERMINAL_TYPE declaration or usage.

8.4.3 CONNECTION_COUNT Parameter

Parameter Name CONNECTION_COUNT
Parameter Type Variable, optional
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Parameter Function Specifies the maximum number of connections used by the TERMINAL
parameter. This parameter actually specifies the highest value for the
connection conn_N numbers used in the TERMINAL parameter
declaration (refer to 8.4.5.2).

Parameter Values Integer, as in 7.1.3.4

Limitations Shall be declared only once within a single DEVICE block.

Example CONNECTION COUNT = 4;

Notes The CONNECTION_COUNT value should be declared before any

TERMINAL declaration or usage. It shall be used as a limit check for
the connection conn_N numbers. If the CONNECTION_COUNT
parameter is not declared, then no check will take place.

8.4.4 [TERMINAL_TYPE Parameter

Parameter Name TERMINAL_TYPE
Parameter Type Structure

Parameger Function The TERMINAL_TYPE structure assigns a type nameé Jand defjnes the
shape and size of an individual terminal typeyAs a sfructure,
TERMINAL_TYPE may be used to define a singlé-terminal type, or a
multiple of terminal types.

Dependgncies GEOMETRIC_UNITS, GEOMETRIQ_VIEW,
TERMINAL_TYPE_COUNT

Notes The co-ordinate pairs are relative only«o\the terminal shape type, and
are used as references when placing the shape.

Reference Annex E.

Single TERMINAL_TYPE definition syntax:

TERMINAL_TYPE Terminal _type name ZTerminal_shape_type, Co-ordinates.,,;
TERMINAL_TYPE Terminal _type name= Terminal_shape_type, Co-ordinates||,,;

Multiple] TERMINAL_TYPE definition syntax:
TERMINAL_TYPE {
Terminal _type_nanie’= Terminal_shape_type, Co-ordinates .,,,;

Terminal _type_name = Terminal_shape_type, Co-ordinates .,,,;
Terminal _type name = Terminal_shape_type, Co-ordinates .,,,;

where:

8.4.4.1 Terminal_type_name

Textual [reference name for a terminal type, as in 7.1.3.2, which shall be unique within the
DEVICH black

8.4.4.2 Terminal_shape_type

Determines the terminal shape type (only the first letter need be used):

Table 1 — Terminal shape types

Char DET data Shape
R RECT Rectangle,
C CIRC Circle,
E ELL Ellipse,
P POLY Polygon.
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8.4.4.3 Co-ordinates

Real co-ordinate values (refer to Table 2), as in 7.1.3.3.

This specifies the relative co-ordinates for the terminal shape, and in doing so, determines the
geometric reference centre for the shape. The geometric reference centre of the shape will be
used by the TERMINAL co-ordinates (see 8.4.5.4 and 8.4.5.5) to place the shape, and all
rotation and mirroring will be about this geometric reference centre. Only the polygon shape
can have a geometric reference centre other than the natural “centre-of gravity”.

Table 2 — Terminal shape co-ordinates

Shape Co-ordinates Geometric reference centre

Rectangle X-size, Y-size The geometric centre (0,0) will occur at X-size/2:Y-
size/2

Circle Diameter The geometric centre (0,0) will occur at
diameter/2:diameter/2

Ellipse X-axis, Y-axis The geometric centre (0,0) will.oecur at X-axis/2, Y-axis
/2

Polygon X-coq, Y-CO1 ,...... An “N” sided polygon will Hayve N pairs of co-ordinates,

X-con, Y-con geometrically centred dpon (0,0), with the assumption

that the polygon shape)will be completed with the vector
(Xcon,Ycon - Xco%,XYcoq)

Example 1

FERMINAL TYPE ShapeR1l = Rectangle, 200, 250;

This eXdample describes a rectangle,) uniquely referred to as ShapeR1, with an X-axis
dimensipn of 200 units, and a Y-axis dimension of 250 units. The units are defineq by the
GEOMHTRIC_UNITS parameter.

Example 2

[ERMINAL TYPE, {

ShapéRl = R, 200, 300;

ShapeC2 = C, 250;

IhapekE3 = E, 400, 200;

ShapeP4 = P, (150, 200), (-150, 200), (-150,-150), (150, -150) ;
This examptedescribesfourseparatetermimattypesand-shapes:

= ShapeR1 is a rectangular terminal having an X-axis dimension of 200 units and a Y-
axis dimension of 300 units,

= ShapeC2 is a circular terminal of 250 units in diameter,

= ShapeE3 is an elliptical terminal with the X-axis diameter of 400 units and Y-axis
diameter of 200 units, and

= ShapeP4 is a 4-sided polygonal terminal shape, with a geometric reference centre of
(0,0).

Note that only the first letter of the Terminal _shape type descriptor is used, and that the
Terminal_type _names are unique.

8.4.5 TERMINAL Parameter

Parameter Name TERMINAL
Parameter Type Structure
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The TERMINAL structure defines the name, location, orientation and

electrical function of each individual connection terminal. As a structure,
TERMINAL may be used to define a single terminal, or a multiple of

terminals.

Dependencies TERMINAL_COUNT, CONNECTION_COUNT, GEOMETRIC_V

Notes

TERMINAL T_n

TERMINAL_TYPE, GEOMETRIC_UNITS, GEOMETRIC_ORIGI

IEW,
N.

Each terminal type name used shall have been previously declared in a
TERMINAL_TYPE invocation, and co-ordinate pair information shall
relate to the GEOMETRIC_ORIGIN of the device. Refer to Annex E.

Single TERMINAL definition syntax:

Terminal namo I0 tunaos
4 e

conn N, Terminal type name, X-co., Y-co., orient.,

Multiple

where:

8.4.5.1

Unique
number
used fof

8.4.5.2

Connec
referend
or left b
identifyi
number
CONNE

[ERMINAL T _n
Terminal name, IO type;

@

terminal identifier, where “n” is\the actual terminal number (Integer, as

e, and may optionally refer to a package pin; need not be present, or may be
ank if unknown. The singular advantage of this connection number is in specif
hg multiple/terminals that need to be connected together. The value of this co

CTION_COUNT, when specified.

8.4.5.3

should\ be checked to ensure that it does not exceed the value determ

conn N, Terminal_type_name, X-co., Y-co., Ordident.,

TERMINAL definition syntax:
FERMINAL {
T n = conn N, Terminal type name, X-Go¥, Y-co., Jrient.,
Terminal name, IO type;
T n = conn N, Terminal type name/f/X-co., Y-co., Jrient.,
Terminal name, IO type;
T n = conn N, Terminal type pame, X-co., Y-co., orient.,
Terminal name, IO typez
}
T_n

7.1.3.4),

ng from top left anti-clockwis€.) Note that the underscore character is optional, it is
clarity only.

conn_N
ion number, nonfunique integer, as 7.1.3.4. This connection number is merely|a place

zero, 0,
ing and
Tnecﬁon
ined by

—Terminal—type—name

Textual name, as 7.1.3.2, of a referenced TERMINAL_TYPE terminal shape (as 8.4.3.1), which
shall have been previously declared, (refer to 7.1.4).

8.4.5.4

X-co

Numeric real X co-ordinate value, as 7.1.3.3, for location of centre of the terminal shape, in
units defined by the GEOMETRIC_UNITS parameter. This value is relative to the X co-ordinate

value of

the GEOMETRIC_ORIGIN.


https://iecnorm.com/api/?name=a81580012cd59d40af799ac9d85b9d6a

- 28 - 62258-2 © IEC:2011

8.4.5.5 Y-co

Numeric real Y co-ordinate value, as 7.1.3.3, for location of centre of the terminal shape, in
units defined by the GEOMETRIC_UNITS parameter. This value is relative to the Y co-ordinate
value of the GEOMETRIC_ORIGIN.

8.4.5.6 Orient

Orientation value, of integer values from 0 to 360, as 7.1.3.4. This is the angle of clockwise
rotation in degrees about the geometric reference centre of the terminal shape. If the letters
“MX” are included, then the orientation of the terminal shape shall be mirrored in the X-axis,
similarly if the letters “MY” are included, then the orientation of the terminal shape shall be
mirroreg-in—the—Y-axis—Both—MX—anrd—MY—may-be—preseont-simuianeous eferto-Annex D
for a graphical representation), and all mirroring shall be done about the geometric'rgference
centre gf the terminal shape. Note that the mirroring operation shall be carried out*fifst, then

the terntinal shall be rotated by the orientation angle.

8.4.5.7 Terminal_name

Textual [name, non-unique, as 7.1.3.2. This terminal name is for user'feference and|graphic
display pnly, and may be omitted.

8.4.5.8 10_type

A single letter indicating the terminal pin function typefas given in Table 3, not maphdatory.
Further characters may be added as required.

Table 3 — Terminal 10 types

Letter Terminal Function

Input, digital

Output, digital

Bi-directional;. digital

Ground connection

Supply, s may be any supply type

Anatog pin, input or output

No-connect pin, leave disconnected

Undetermined, user programmable 1/0

Test pin, connect only under manufacturers advice

Internally connected, do not connect.

Digital functional input pin, to be held at a logic High

rlx|fxX¢Alc(Z|P>P|I<|[O|B|O

Digital functional input pin, to be held at a logic Low

T_n (see 8.4.5.1) shall always be unique, whereas the pin connection number (see 8.4.5.2),
conn_N, and terminal name (see 8.4.5.7), Terminal_name, need not be unique.

Example 1
TERMINAL Pin007 = 9, ShapeR1, (5000, 7000), MXO0, VvVCCl, V;

This example declares that terminal “Pin007”......

= is connected to arbitrary connection # 9,
= s located at x = 5000 units, Y = 7000 units,
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= is a TERMINAL_TYPE named “ShapeR1”, mirrored on the X-axis, orientated at 0°, and

= s called “VCC1”, and
= is a power supply pin.

Example 2

TERMINAL Conn0O8 = 17, ShapeP2, 5000,
TERMINAL Conn09 = 17, ShapeP2, 5000,

These example declare that terminals “Conn08” and “Conn09”

= are both connected to arbitrary connection # 17,

7300,
7800,

90,
90,

qd2i,
gd2o,

I
0

’
’

= are located at X = 5000 units, Y = 7300 units & X = 5000 units, Y = 7800 units

ESpeCtivety;

= are both a TERMINAL_TYPE named “ShapeP2”, orientated (rotated) by 90° clog

= are named “qd2i” & “qd20”

» and constitute a digital 1/0 bi-directional connection, with “qd2l” being.an/inpu

gqd20” being an output (O).

Example 3
TERMINAL TermlO0 = , ShapeP2, 5000, 7600,.0, X;
This example declares that terminal “Term10”.....
= |s unconnected (or with no specific connection reference),
= s located at X = 5000 units, Y = 7600 units,
* |s a TERMINAL_TYPE named “ShapeP2”, orientated at 0°, and
= has no given name and
= |s specified as not to be bonded to.
Example 4
TERMINAL T 44 = , shapeR2, 25000, 97000, MXMY90, ,;

This example declares that terminalt T_44.....

= |s unconnected (or with mo\specific connection reference),

= |s located at (25000:97000),

= s a TERMINAL_TYPRE named “ShapeR2”, mirrored in both the X- and Y-ax

prientated at (rotatéd clockwise by) 90°,
= has no given name, and
= has no specified electrical connection properties.

Example 5

TERMINAL ({

kwise,

() and

is, then

L
T

TINUUT — J,; olIapcnht, | CAVAvAVES \SAVAVAy By 7
Conn08 = 17, ShapeP2, (5000, 7300), 90, gd2i, 1I;
Conn09 = 17, ShapeP2, (5000, 7800), 90, gd2o, O;
Terml0 = , ShapeP2, (5000, 7600), 0, , X;

T_44 = , ShapeR2, (25000, 97000), MXMY90, ,;

}

This multiple terminal definition example declares identical terminal data to that shown in

Examples 1 to 4.

8.4.6 TERMINAL_GROUP Parameter

Parameter Name TERMINAL_GROUP
Parameter Type Structure

Parameter Function The TERMINAL_GROUP structure assigns a group of terminals to a
single terminal-group identifier that may be used in place of a list of
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terminals. The structure may be used to define a single group or a

multiple of groups.
Refer to TERMINAL_GROUP Rules (voir 8.4.6.1) for detail.

Two or more terminal or group identifiers, as defined in 8.4.5.1 and

ifiers or

groups

8.4.6.3
Dependencies TERMINAL (see 8.4.5)
Limitations A TERMINAL_GROUP identifier must be unique, and may only
referenced after it has been declared.
Reference Annex B.
8.4.6.1 TERMINAL_GROUP Rules
8.4.6.1.1 Content
The elements forming a group may be terminal identifiers or group ident
any mixture of the two. A group must contain at least two elements.
8.4.6.1.2 Uniqueness
All elements within a group must be unique. A group may not contain gropups that
refer directly or indirectly to the same element.
8.4.6.1.3 Ordering
The order of elements within groups may be impartant. Where two ¢r more
groups are to be related in a permutation, then the eélements within thos¢g
must correspond across the groups.
8.4.6.1.4 Recursion

Single TTERMINAL_GROUP definition syntax:

Multiple] TERMINAL_GROUP definition syntax:

where:

8.4.6.2

Unique |TERMINAL_GROUP identifier, where “n” is the actual TERMINAL_GROUP

TERMINAL_GROUP G_n = _ Terminal or Group identifier, ... Terminal or Group
TERMINAL_GROUP G_n = _ Terminal or Group identifier, ... Terminal or Group

TERMINAL_GROUP {

G:n

A group may not contain itself nor may it eontain any group that refers difectly or

indirectly to itself

G_n = _Terminal or Group identifier, ... Terminal or Grou
G_n = _ Terminal or Group identifier, ... Terminal or Grot

identifier;
identifier;

D identifier;
p identifier;

number

(Integer, as 7.1.3.4). Note that the underscore character is optional, it is used for clarity only.

8.4.6.3

Terminal or Group identifier

Two or more terminal or terminal-group identifier names, as

e Any terminal identifier name must be pre-declared in a TERMINAL statement, refer to
8.4.4.1. A terminal identifier name may occur only once within a single group
assignment.

e Any terminal-group identifier name must be pre-declared in a TERMINAL_GROUP
statement, refer to 8.4.6.2. A terminal-group identifier name may occur only once within
a single group assignment and assignment circularity or recursion is not permitted.
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Example TERMINAL GROUP G 1 = T 10, T 11, T 12;
TERMINAL GROUP G 2 = T 15, T 16, T 12
TERMINAL GROUP ({

G3=T1, T 2;

G 4 =T 4, T 5;

G5=G1, T 3;

G 6 =G3, G4, T 11;
}

Notes In all cases, a single terminal identifier shall only occur with a group
once. This is also relevant when considering the expansion of a
terminal-group.

Rcfcl tU AIIIIU)\ B

8.4.7 PERMUTABLE Parameter

Parameler Name PERMUTABLE

Parameter Type Structure

Parameter Function The PERMUTABLE structure assigns a list of terminals or ferminal

groups that are permutable. The list can comprise terminal identifiers
(as 8.4.5.1) or terminal-group identifiers (as 8:4v6.2) but not a|mixture
of the two types of identifier. Each PERMUABLE assignment dleclares
that the terminals or terminal groups listed are exchangeablg and/or
swappable in terms of functionality. ‘This is to facilitate alternative
connection and routing by CAD software.

Refer PERMUTABLE Rules (see 8:4.7.1) for detail.
Refer to Annex B for further explanation.

Parameter Values The PERMUTABLE parameter:statement shall consist of either|a list of

Dependgncies TERMINAL (see 8.4:5)

two or more terminal identifiefs (see 8.4.6.1) or two or more terminal-
group identifiers (see 8(4.6.1), but shall not contain a mixture of
terminal and terminal-group identifiers.

TERMINAL_GROUP’(see 8.4.6)

Notes In all cases, agsingle terminal identifier shall only occur with [a group

once. This is relevant when considering the expansion of a terminal-
group.
For correct permutation of terminal-groups within a| single
PERMUTABLE assignment, it is mandatory that the sequence of
terminals within each group corresponds directly to the sequence of
terminals of the other terminal-groups within the assignment.

Reference Annex B.

8.4.7.1 PERMUTABLE Rules

8.4.71. Content

The elements fnrming a Im:rmuf:atinn may he terminal identifiers o group
identifiers but not a mixture of the two. A permutation must contain at least two
elements.

8.4.7.1.2 Uniqueness

All elements within a permutation must be unique. A permutation may not contain
groups that refer directly or indirectly to the same element.

Each element within a permutation must contain the same number of Terminal
identifiers (whether within Terminal Groups or not) as each other.

8.4.71.3 Ordering

The order of elements within a permutation is not important.

Single PERMUTABLE definition syntax:
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PERMUTABLE P_n = Terminal identifier, ... Terminal identifier;
PERMUTABLE P_n = Terminal identifier, ... Terminal identifier;
PERMUTABLE P_n = Group identifier, ... Group identifier;
PERMUTABLE P_n = Group identifier, ... Group identifier;

Multiple PERMUTABLE
PERMUTABLE {

}

definition syntax:

P_n = Terminal identifier, ... Terminal identifier;
P_n = Terminal identifier, ... Terminal identifier;
P_n = Group identifier, ... Group identifier;
P_n = Group identifier, ... Group identifier;

ExampI(L

8.5 MATERIAL DATA

8.5.1 TERMINAL_MATERIAL Parameter

Parameter Name
Parameter Type

PERMUTABLE P 1

PERMUTABLE P_2 GPl, GP2, GP3, GP5, GP4;
PERMUTABLE {
P1=7T1, T 2;
P2 =T 4, T 5;
P3=7T09, T 10;
P 4=1T12, T 13;
P5=G5, G6, G7, G 8;

TERMINAL_MATERIAL
Variable

Parameter Function Specifies the materialiused for the final terminations on the devjce.
Parametger Values Textual string data,;as 7.1.3.1
Limitatigns Shall be declared-ohly once within a single DEVICE block.
Examplé¢ TERMINAL MATERIAL = “Al”;
TERMINAL ‘MATERIAL = “Copper”;
TERMINALMMATERIAL = “SAC4057;
8.5.2 TERMINAL_MATERIAL_STRUCTURE Parameter
Parameter Name TERMINAL_MATERIAL_STRUCTURE
Parameter Type Variable
Parameter Function Specifies the sequential structure of the materials used to builg-up the
terminations on the device.
Parameter Values Textual string data, as 7.1.3.1
Limitatians Shall be declared only once within a single DEVICE block.
Example TERMINAL MATERIAL STRUCTURE = “Al-Ti-Ni-Au”;
8.5.3 DIE_SEMICONDUCTOR_MATERIAL Parameter
Parameter Name DIE_SEMICONDUCTOR_MATERIAL
Parameter Type Variable
Parameter Function Specifies the semiconductor material, which is used for fabrication of

Parameter Values
Limitations
Example

Notes

the die.

Textual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
DIE SEMICONDUCTOR MATERIAL = “Insulator”;
DIE SEMICONDUCTOR MATERIAL “Silicon”;
DIE_SEMICONDUCTOR MATERIAL = “Sapphire”;

This parameter is only relevant if the die bulk material is different from

the die substrate material.
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8.5.4 DIE_SUBSTRATE_MATERIAL Parameter

Parameter Name DIE_SUBSTRATE_MATERIAL
Parameter Type Variable
Parameter Function Specifies the bulk or substrate material on which the die is mad

it differs from the DIE_SEMICONDUCTOR_MATERIAL.

Parameter Values Textual string data, as 7.1.3.1

Limitations
Example

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
DIE SUBSTRATE MATERIAL = “Silicon”;

DIE SUBSTRATE MATERIAL “Insulator”;

DIE SUBSTRATE MATERIAL “Sapphire”;

8.5.5 DIE_SUBSTRATE_CONNECTION Parameter

e where

Parameler Name DIE_SUBSTRATE_CONNECTION
Parameler Type Variable
Parameler Function Specifies the electrical connection for the substrafe, if

fabrication, the substrate may be already electrically connecte
should also be stated. Where a substrate connection should b
the potential point for connection shall also be stated.

Parameter Values One or more textual string data, as 7.1.3.1

Limitatigns
Exampl¢

Notes

The first parameter shall conform to values(@iyven in Table 4
Shall be declared only once within a single’DEVICE block.

DIE SUBSTRATE CONNECTION “CBNN”, ”Ground”;

DIE SUBSTRATE CONNECTION “N/AT;

DIE SUBSTRATE CONNECTION YISOL”;

DIE SUBSTRATE CONNECTION “OPT”,”Most Negative
DIE SUBSTRATE CONNECTIOQON “OPT”,”Most Positive
DIE SUBSTRATE CONNECTION “CONN”, ”Digital vdd”
DIE SUBSTRATE CONNEGTION “OPT”,”Analog ground

[ T T S | TR

Table 4 — Substrate Connection Parameters

Parameter Value Function

CONN Must be electrically connected

ISOL Must be electrically isolated

OPT May be optionally connected

N/A Not Applicable

N/K Not Known (unknown)

Wheneither “CONN” or “OPT” is given as the first parameter value, the
patameter value shall be comprehensively stated, sufficiently adequat
understood for electrical connectivity. Recommended parameter values ar
Raositive”, “Most Negative”, “GND”, “AGND”, “DGND”, “VSS”, “vDD”, “VEE”

hny. By
i, which
b made,

~.

second
b to be
b: “Most
“VCC7,

“AVSS”, “AVDD”, “AVEE”, “AVCC”, “DVSS”, “DVDD”, “DVEE”, “DVCC”,"VB

IAS”, or

“SPECIAL”.
Alternatively, a specific TERMINAL name “T_n", as described in 8.4.5 may
as the second parameter value for direct connection to the substrate.

8.5.6 DIE_PASSIVATION_MATERIAL Parameter

Parameter Name DIE_PASSIVATION_MATERIAL

Parameter Type Variable

Parameter Function Specifies the die surface passivation material.

Parameter Values Textual string data, as 7.1.3.1

Limitations Shall be declared only once within a single DEVICE block.

Example

DIE PASSIVATION MATERIAL
DIE PASSIVATION MATERTIAL
DIE PASSIVATION MATERIAL

“Silicon Nitride”;
“Oxy-Nitride”;
“Polyimide”;

be used
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Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitations
Example
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DIE_BACK_DETAIL Parameter

DIE_BACK_DETAIL

Variable

Specifies the detail finish to the die backside, relevant for different
attachment methods / package styles, to include both finish and
material.

Textual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a single DEVICE block.

DIE BACK DETAIL = “Sawn”;

DIE BACK DETAIL “Au-Metallized”;

DIE BACK DETAIL “Backlapped”;

DIE BACK DETAIL “Polished”;

DIE RBACK DETATL NCold Matol?.
7

8.6 E[LECTRICAL AND THERMAL RATING DATA

8.6.1

Parameler Name
Parameler Type
Parameter Function

Parameter Values
Parameter Units
Limitatigns
Exampl¢

8.6.2

Parameler Name
Parameler Type
Parameter Function

Parameter Values
Parameter Units
Dependgncies
Limitations
Exampl¢g

8.6.3

Parameter’Name
ParametenrType

MAX_TEMP Parameter

MAX_TEMP_TIME Parameter

POWER”RANGE Parameter

DIE BACK DETAIL = “None”;

MAX_TEMP
Variable
Specifies the maximum temperature te’,which the device may be
exposed during any part of die attach,” device soldering ¢r other
manufacturing process.

Real, as 7.1.3.3

°C, Celsius

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
MAX TEMP = 280;

MAX_TEMP_TIME
Variable

Specifies the ‘lmaximum time for which the device may be exposed to
the maximum temperature during any part of die attach,| device
soldering or other manufacturing process.

Real, as-7.1.3.3

Secands

MAX_TEMP

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
MAX TEMP TIME = 10;

POWER_RANGE
Variable

Parameter Function
Parameter Values
Parameter Units
Limitations
Example

Notes

8.6.4

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values

Specifies the power likely to be dissipated by the device.

Real, as 7.1.3.3

Watts

Shall be declared only once within a single DEVICE block.

POWER _RANGE = 0.92;

This parameter should be used with caution, as without fully specifying
all measurement conditions, use of this value can be misunderstood.
The value given should indicate the likely maximum power dissipated
under “typical” worst-case conditions.

TEMPERATURE_RANGE Parameter

TEMPERATURE_RANGE

Variable

Specifies the operation and specification range of the die.
Minimum (Real, in °C), Maximum (Real, in °C), as clause 7.1.3.3
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Parameter Units
Limitations
Example

Notes

— 35—
0 .
C, Celsius
Shall be declared only once within a single DEVICE block.
TEMPERATURE RANGE = -40, 90;

For use with bare die, this parameter should be used with caution, and
is only intended to indicate the operational or specified temperature
“grade” of the equivalent packaged part.

8.7 SIMULATION DATA

8.7.1 Simulator MODEL FILE Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

SIMULATOR_simulator_MODEL_FILE
Variable
Specifies the name of the model file for use with simulator.

Parameter Values
Limitatigns
Exampl¢g

Notes
Referenfce

8.7.2 Simulator MODEL FILE DATE Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values
Limitatigns
Exampl¢

Notes

Referenice

8.7.3 Simulator NAME Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitations
Exampl¢

Referenfce

Textual name data, as 7.1.3.2
Shall be declared only once within a DEVICE block per simulatgr type.
SIMULATOR SPICE MODEL FILE = “BC109.MOD”;

SIMULATOR SPECTRE MODEL FILE = “RTBAAL.S";
Only file names, without relative or absolute path nameés, shall e used.
Annex D.

SIMULATOR_simulator_MODEL_FILE "DATE

Variable

Specifies the creation or validation date of the model file.
Date, as 7.1.3.5

Shall be declared only once within a DEVICE block per simulatqgr type.
SIMULATOR SPICE MODEL.¥ILE DATE=719951021";
SIMULATOR VHDL MODEL, FILE DATE="1993-05-17";
This date should match(the date of the actual model file, to [indicate
that the correct model file is being used, and for use within @ library
make / build functign;,
Annex D.

SIMULATOR_simulator_NAME
Variable

Specifies the name of either the generic or specific simulator o which
the model file is appropriate.
Textual string data, as 7.1.3.1
Shall be declared only once within a DEVICE block per simulatgr type.

SIMULATOR SPICE NAME = “pSpice”;
SIMULATOR VERILOG NAME = “Verilog-XL”;
Annex D.

8.7.4 Simulator VERSION Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitations
Example

Reference

SIMULATOR_simulator_VERSION

Variable

Specifies the version number of the simulator as specified by the
SIMULATOR_simulator NAME parameter, which was used to verify the
model data.

Textual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a DEVICE block per simulator type.

SIMULATOR SPICE VERSION = “4.0.1";
SIMULATOR VERILOG _VERSION = “1.7B”;
Annex D.
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8.7.5 Simulator COMPLIANCE Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitations
Example

Reference

SIMULATOR_simulator_COMPLIANCE

Variable

Specifies the minimum compliance level of the simulator required to
both accurately reproduce and correlate with simulation results.

Textual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a DEVICE block per simulator type.

SIMULATOR VHDL COMPLIANCE = “VHDL ’937;
SIMULATOR SPICE COMPLIANCE = “2G6”;
Annex D.

8.7.6 Simulator TERM_GROUP Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitations

Exampl¢

Referenfce

8.8 HANDLING, PACKING, STORAGE and ASSEMBLY DATA

8.8.1 DELIVERY_FORM Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values
Limitatigns
Examplg

8.8.2 PACKING_CODE Parameter

ParameterrName
Parameter.Type

SIMULATOR_simulator_TERM_GROUP
Variable

Specifies the group or terminals to which the simulator-madel applies.
If missing, the assumption is that the simulator model appliep to the
whole device.
A list of terminals (as 8.4.5.1) and/or terminal groups (as 8.4.6.2)
The terminals or terminal groups referenced(shall have alreafly been
declared in either a TERMINAL or TERMINAL; GROUP parameter.
Shall be declared only once within a DEVICE block per simulatqgr type.
SIMULATOR SPICE TERM GROUP = ® 1, T 2, G 1;
SIMULATOR IBIS TERM GROUP = 6“5, G 8, T 11, T 33};
Annexes B and D.

DELIVERY_FORM

Variable

Specifies the form in which the die is delivered.

Textual string data, as 7.1.3.1

Shall be detlared only once within a single DEVICE block.
DELIVERY" FORM “Wafer”;

DELIVERY FORM “Die”;

DELIVERY FORM “Bare Die in Waffle Tray”;
DELIVERY FORM “Sawn Wafer”;

DELIVERY FORM “Tray”;

DELIVERY:FORM “Bandoleer”, “Waffle”;

PACKING_CODE
Variable

Parameter Function
Parameter Values
Example

Specifies the form of primary packing used for the supply of devices.
Textual string data, as 7.1.3.1

PACKING CODE = “WAFFLE”;
PACKING CODE = “GEL_ PACK”;
PACKING CODE = “Bandoleer”;

8.8.3 ASSEMBLY Parameters

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Examples

Notes

ASSY_ text-identifier

Variable

General textual parameter, to enable the user to include relevant and
identified assembly techniques, parameters and operations.

Textual string data, as 7.1.3.1

ASSY PROCESS LIMITATIONS = “NONE”;

Recognised ASSY identifiers are:


https://iecnorm.com/api/?name=a81580012cd59d40af799ac9d85b9d6a

62258-2 © IEC:2011

37—

ASSY PROCESS LIMITATIONS
ASSY STORAGE LIMITATIONS
ASSY ASSEMBLY LIMITATIONS
ASSY TEMPERATURE LIMITATIONS
ASSY BONDING METHODS

ASSY BONDING MATERIALS
ASSY ATTACH METHODS

ASSY ATTACH MATERIALS

ASSY GENERAL REQUIREMENTS
.10 ASSY HANDLING REQUIREMENTS
11 ASSY PACKING REQUIREMENTS
.12 ASSY STORAGE REQUIREMENTS
.13 ASSY SHIPPING REQUIREMENTS

O oo Jo Ul WN -

00 GO 0O OO OO 0O CO OO OO 0O CO O O
00 0O 0O OO OO 0O CO OO OO 0O CO O O
WWWwwWwwwwwwwwww

8.9 AFER SPECIFIC DATA

8.9.1 WAFER_SIZE Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values
Limitatigns

Exampl

Notes

8.9.2 WAFER_THICKNESS Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values
Dependgncies
Limitatigns
Exampl¢g

Notes

8.9.3 | WAFER_THICKNESS_TOLERANCE Parameter

Parametler,Name
Parametler{ype

WAFER_SIZE

Variable

Specifies the wafer diameter.

Textual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a singl& . DEVICE block.
WAFER SIZE = “6 inch”;

WAFER _SIZE = “150mm”;

As this is a dimensional value, but nelated to the fabrication ang
die size, the WAFER_SIZE parameter may be in units different
defined by the GEOMETRIC UNITS parameter, hence the
presented as free-form text.

THICKNESS

Variable

Determines«the thickness (Z-dimension) of the wafer.
Real Z-ditmension value, as in 7.1.3.3
GEOMETRIC_UNITS

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
WAFBR THICKNESS 10.5;

WAFER THICKNESS = 80;

Bimension values are in GEOMETRIC_UNITS.

WAFER_THICKNESS_TOLERANCE

not the
o those
data is

Variable

Parameter Functiom——Spetifies thetoferance(s) of the WAFER_THICKNESS parameter that

Parameter Values
Dependencies
Limitations
Example

Notes

may be expected due to normal process variations.

Real in GEOMETRIC_UNITS, as 7.1.3.3

GEOMETRIC_UNITS, WAFER_THICKNESS

Shall be declared only once within a single DEVICE block.

WAFER THICKNESS TOLERANCE 2.5;

WAFER THICKNESS TOLERANCE = -1.2,1.5;

One or two values may be given:-

Where a single tolerance value is given, the tolerance shall be t
an unsigned + value.

Where two tolerance values are given:-
the first value shall be taken as the minimum, and
the second value shall be taken as the maximum.

aken as
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8.9.4 WAFER_DIE_STEP_SIZE Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Dependencies
Limitations
Example

Reference

WAFER_DIE_STEP_SIZE

Variable

Determines the X- and Y- step size dimensions, in
GEOMETRIC_UNITS, for the die on wafer, as required by mechanical

handling equipment.

Real X-dimension, Real Y-dimension, (as 7.1.3.3)
GEOMETRIC_UNITS, GEOMETRIC_VIEW

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
WAFER DIE STEP SIZE = 280, 530;
WAFER DIE STEP SIZE = 1500, 1500;

Annex H.

8.9.5 | WAFER_GROSS_DIE_COUNT Parameter
WAFER_GROSS_DIE_COUNT

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitations

Exampleg
Notes

Reference

8.9.6 WAFER_INDEX Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values

Limitations
Exampl¢g

Notes

Variable
Specifies the number of whole and viable gross die'(of the dig
question) available on the wafer.

Integer, as 7.1.3.4

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
WAFER GROSS DIE COUNT = 2027;

This parameter value is only intended to give an indication

type in

of the

number of relevant and viable die per‘wafer, and shall have fo other

implication.
Annex H.

WAFER_INDEX

Variable

Specifies the type~of index feature on a wafer which ac
reference feature and its orientation with respect to the X-axig
die.

The first parameter determines the index feature type, and the
paramefer:specifies the approximate angular relationship betw
assumed X-axis for the die and the index feature on the wa
angle‘shall be given, in degrees counted clockwise, of the index
taking the X-axis of the die as the reference.

Fextual string data, as 7.1.3.1, with value “Flat” or “Notch”, foll
a single integer value, in units of degrees, from 0 to 359, as 7.1
Shall be declared only once within a single DEVICE block.
WAFER INDEX = “Flat”,90;

WAFER INDEX = “Notch”,0;

s as a
for the

second
een the
fer. The
feature,

bwed by
3.4.

This parameter is only intended as a guide, and so

integer

Reference

anuraxa-atian ohall _h niabl Naoaatis el PP~y '
dMYMTUATTTTIAuulTo  oftal vo aLLTpylavic. INTYauve dairryirc valucTo

are not

permitted. Where more than one flat exists on the wafer, the
orientation is with respect to the major, or prime, flat. This may also

indicate the crystal [110] direction.
Annex H.

8.9.7 WAFER_RETICULE_STEP_SIZE Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values
Dependencies
Limitations
Example

WAFER_RETICULE_STEP_SIZE
Variable

Specifies X- and Y- step and repeat dimensions for a single reticule.

Real X-dimension, Real Y-dimension, (as 7.1.3.3)
GEOMETRIC_UNITS, GEOMETRIC_VIEW

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
WAFER RETICULE STEP SIZE = 2500, 8000;

WAFER RETICULE STEP SIZE = 15000, 27500;
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Notes

Reference

— 39 —

This parameter is relevant mainly for MPW (Multi Project Wafers), or
instances where the WAFER_DIE_STEP_SIZE becomes invalid due to
a non-integer relationship between reticule size and die size.

Annex H.

8.9.8 WAFER_RETICULE_GROSS_DIE_COUNT Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values

WAFER_RETICULE_GROSS_DIE_COUNT

Variable

Specifies the number of whole and viable gross die (of the die type in
question) emplaced within a single reticule.

Integer, as 7.1.3.4

Limitations Shall be declared only once within a single DEVICE block.

Examplé WAFER RETICULE GROSS DIE COUNT = 40;

Notes This parameter is relevant mainly for MPW (Multi Project/Wafers), or
instances where there is more than one die type in the)reticyle. This
parameter value is only intended to give an indication?of -the nymber of
relevant and viable die per reticule, and shall have ngsother impfication.

Reference Annex H.

8.9.9 WAFER_INK Parameters

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Examplés

Notes

8.10 BUMPTERMINATONSPECHHEDATA—mmXXX

WAFER_INK _text-identifier
Variable

General textual parameter, to enable the user to include felevant
parameters relating to the wafer dot/ink size and colour. THis is of
particular relevance for visual systems for die selection, sorfing and
inspection.

Textual string data, as 7.1.:3.1

WAFER INK COLOUR =(¥“BLACK”;
WAFER INK LOCATIQON = “CENTRAL”;
WAFER INK SIZEMAX = “0.8mm”;
WAFER INK SORT'COLOUR = “BIN1, RED, UPPER RIGHTY;
WAFER INK SORT COLOUR = “BIN2, GREEN, LOWER LEFT”;

Recognised'WAFER_INK_identifiers are:
. 9. WAFER INK COLOUR

WAFER INK SIZE

WAFER INK SIZE TOL
WAFER INK SIZE MAX
WAFER INK LOCATION
WAFER INK LOCATION TOL
WAFER INK HEIGHT MAX
WAFER INK SORT COLOUR

GO 0O CO OO 'O 0o, CoO O
© © © © © Wb ©
ERCRCRCRCRCRE
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Any data given that is pertinent to a “bumped” device (a device using added bump connection
structures) can only reflect the bump parameters at the time of bump formation, and not
necessarily the final parameters. Due to the nature of final bump connection, the bump
parameters will be altered and deformed during the attachment process. Therefore all
geometric and metallurgical parameters given should be considered for “virgin” bumps.

8.10.1 BUMP_MATERIAL Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values
Limitations

BUMP_MATERIAL

Variable

Specifies the metallurgical material of the bump contact.
Textual string data, as clause 7.1.3.1

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
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BUMP MATERIAL = “Copper”;

BUMP MATERIAL = “Molybdenum Telluride”;
BUMP MATERIAL = “Au”;

BUMP MATERIAL = “SAC415”;

BUMP MATERIAL = “Pb-3Sn”;

Required only for device types with bump connection structures. Where
a device has both bumped and non-bumped terminals,
TERMINAL_MATERIAL should be used to describe the non-bumped
terminals, and BUMP_MATERIAL should be used to describe the
bumped terminal.

8.10.2 BUMP_HEIGHT Parameter

Paramefer Name
Parameler Type
Parameter Function
Parameter Values
Dependgncies
Limitations
Exampl¢g
Notes

8.10.3 | BUMP_HEIGHT_TOLERANCE Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Dependgncies
Limitatigns
Exampl¢

Notes

8.10.4 | BUMP_SHAPE Parameter

Parameter{Name

BUMP_HEIGHT

Variable

Specifies the bump contact height above the passivation subfac
Numeric real, in GEOMETRIC_UNITS, as 7.1.3.3
GEOMETRIC_UNITS

Shall be declared only once within a single DEVICEblock.
BUMP HEIGHT = 150.0;

Required only for device types with bump cofinection structures. The
height of the bump can only be stated befere the bump is modified by
attachment and/or permanent connection.

11

BUMP_HEIGHT_TOLERANCE
Variable
Specifies the tolerance of bump contact height above the pagsivation
surface.
Numeric real, in GEOMETRIC_UNITS, as 7.1.3.3
GEOMETRIC_UNITS; BUMP_HEIGHT
Shall be declared-only once within a single DEVICE block.
BUMP HEIGHT(TOLERANCE = 35.0;
BUMP_HEIGHT TOLERANCE = -10.0,25.0;
One or twewvalues may be given:-
Where @a_single tolerance value is given, the tolerance shall be faken as
an unsigned + value.
VWhere two tolerance values are given:-
the first value shall be taken as the minimum, and
the second value shall be taken as the maximum.
Required only for device types with bump connection structures

BUMP_SHAPE

Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values
Limitations
Example

Notes

Variable

Specifies the shape of bump the contact height.

Textual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a single DEVICE block.

BUMP SHAPE="Pyramidical”;

BUMP SHAPE="Ball”;

Required only for device types with bump connection structures. The
shape of the bump can only be stated before the bump is modified by
attachment and/or permanent connection.

8.10.5 BUMP_SIZE Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values

BUMP_SIZE

Variable

Specifies the size of bump X-Y co-ordinates.
Numeric real, in GEOMETRIC_UNITS, as 7.1.3.3
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GEOMETRIC_UNITS

Shall be declared only once within a single DEVICE block.

BUMP SIZE= “150,150";

Required only for device types with bump connection structures. The
size of the bump can only be stated before the bump is modified by
attachment and/or permanent connection.

8.10.6 BUMP_SPECIFICATION_DRAWING Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values

BUMP_SPECIFICATION_DRAWING

Variable

Specifies the name(s) of the bump specification drawing file(s).
Textual name data, as 7.1.3.2

Examplé

Notes

Referenice

8.10.7 [ BUMP_ATTACHMENT_METHOD Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitatigns
Exampl¢

Notes

8.11 MINIMALLY PACKAGED DEVICE (MPD) SPECIFIC DATA

8.11.1 | MPD_PACKAGE_MATERIAL Parameter

Parameter Name
Parameler Type
Parameter Funection

ParameterValues

BUMP SPECIFICATION DRAWING “BumpShapel.JPG”;
BUMP SPECIFICATION DRAWING “BS1.JPG”, “BS2.TIT";
Only file names, without relative or absolute path names¢shall he used.
Required only for device types with bump connection)structufes. Any
drawing of the bump can only reflect the state of theCcbump befofe being
modified by attachment and/or permanent connection.
Multiple parameters (specification drawing files) may be introduced
within a single declaration, or multiple declarations maybe be employed
to the same effect.

There is no scaling or positional data requirement.
Annex |, Note 3 and 4.

BUMP_ATTACHMENT_METHOD
Variable

Specifies the type of attachment method required or suggested for this
type of bump.

Textual string data,(as 7.1.3.1

Shall be declared-only once within a single DEVICE block.
BUMP ATTACHMENT METHOD = “Thermocompression”;
BUMP ATTACHMENT METHOD = “Solder Reflow”;
Required-only for device types with bump connection structures

MPD_PACKAGE_MATERIAL
Variable

Specifies the package body material used as final encapsulatign of the
MPD.

Textual string data as 7.1.3.1

Limitations Shall be declared only once within a single DEVICE block.
Example MPD PACKAGE MATERIAL = “Plastic”;

MPD PACKAGE MATERIAL = “Epoxy”;

MPD PACKAGE MATERIAL = “Ceramic”;

MPD PACKAGE MATERIAL = “Metal Can”;
Notes Generally required for assembly purposes.

8.11.2 MPD_PACKAGE_STYLE Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitations

MPD_PACKAGE_STYLE

Variable

Specifies the code for the package style as defined in a standard or as
given by the manufacturer.

Textual string data as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
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MPD PACKAGE STYLE = “SOT-23";
MPD PACKAGE STYLE = “MO”;
MPD PACKAGE STYLE = “TSOP-48";

8.11.3 MPD_CONNECTION_TYPE Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values
Limitations
Example

MPD_CONNECTION_TYPE

Variable

Specifies the connection method to the MPD, such as lead, bump etc.
Textual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a single DEVICE block.

MPD CONNECTION TYPE = “Bump”;

MPD CONNECTION TYPE “TAB Lead”;

8.11.4 | MPD_MSL_LEVEL Parameter

Parameler Name
Parameler Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitations
Exampl¢g

8.11.5 | MPD_PACKAGE_DRAWING Parameter

Parameter Name
Parameter Type
Parameter Function
Parameter Values
Exampl¢g

Notes

Referenfce

8.12 (QUALITY,.RELIABILITY and TEST DATA

8.12.1 | QUALITY Parameters

Parameter{dName

MPD_MSL_LEVEL
Variable

Specifies the Moisture Sensitivity Level of théOMPD pacKage, in
accordance with IPC/JEDEC J-STD-033B:2007) ¥ Handling, FPacking,
Shipping and Use of Moisture/Reflow Sensitiveé_Surface Mount Devices,
2005.

Textual string data, as 7.1.3.1

Shall be declared only once within a single DEVICE block.
MPD MSL LEVEL = “37;

MPD_PACKAGE_DRAWING
Variable

Specifies the name(s).of the MPD package specification drawing file(s).

Textual name data,;as 7.1.3.2

MPD PACKAGE DRAWING = “PackageOutline.PDF”;
MPD PACKAGE(DRAWING = “PO1.JPG”,”POlA.GIF”;
Only file namies, without relative or absolute path names, shall he used.
Multiple parameters (package drawing files) may be introduced|within a
single declaration, or multiple declarations maybe be employed to the
same_effect.

There is no scaling or positional data requirement.
Annex |, Notes 3 and 4.

QUAL_ identifier

Parameter Type
Parameter Function

Parameter Values
Limitations

Examples

Notes

Variable

General text parameter, to enable the user to include relevant and
identified quality and reliability parameters.

Textual string data, as 7.1.3.1

Each identifier shall be declared only once within a single DEVICE
block.

QUAL OUTGOING QUALITY LEVEL = “...”;

Recognised QUAL_identifiers are:

8.12.1.1 QUAL OUTGOING QUALITY LEVEL
8.12.1.2 QUAL OUTGOING QUALITY UNITS
8.12.1.3 QUAL OUTGOING QUALITY DESCRIPTION
8.12.1.4 QUAL RELIABILITY VALUE

8.12.1.5 QUAL RELIABILITY UNITS

8.12.1.6 QUAL RELIABILITY REFERENCE
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8.12.1.7 QUAL RELIABILITY CONDITIONS
8.12.1.8 QUAL RELIABILITY CALC METHOD
8.12.1.9 QUAL STANDARDS COMPLIANCE

8.12.2 TEST Parameters

Parameter Name TEST_ identifier

Parameter Type Variable

Parameter Function General text parameter, to enable the user to include relevant and
identified test related parameters.

Parameter Values Textual string data, as 7.1.3.1
Limitations Each identifier shall be declared only once within a single DEVICE
block.
Examplés TEST ADDITIONAL REGUIREMENTS = “NONE”;
TEST SCREEN COMPLIANCE = ”“MIL-883B”;
Notes Recognised TEST identifiers are:
8.12.2.1 TEST ELECTRICAL CONDITIONS
8.12.2.2 TEST ADDITIONAL SCREENING
8.12.2.3 TEST TESTABILITY FEATURES
8.12.2.4 TEST ADDITIONAL REQUIRENMENTS
8.12.2.5 TEST YIELD CODE
8.12.2.6 TEST FLOW
8.12.2.7 TEST TEMP
8.12.2.8 TEST SCREEN
8.12.2.9 TEST SCREEN COMPRLIANCE

8.13 (QTHER DATA

8.13.1 | TEXT Parameters

Parameter Name TEXT_-identifier
Parameter Type Variable

Parameter Function General text ‘parameter, to enable the user to include releviant and
identified text-not otherwise covered.

Parameter Values Textual stting data, as 7.1.3.1

Limitatigns Each jdentifier shall be declared only once within a single DEVICE
block.

Examples TEXT SPECIAL REQUIREMENTS = “N/A”;

Notes Recognised TEXT identifiers are:
8.13.1.1 TEXT PRODUCT STATUS
8.13.1.2 TEXT FORM OF SUPPLY
8.13.1.3 TEXT SPECIAL REQUIREMENTS
8.13.1.4 TEXT SPECIFIC REQUIREMENTS
c.1l>53.1.20 J.JLAJ._DJ.UKAL-JJL_L,UNUJ.J.J.UJ.\ID
8.13.1.6 TEXT STORAGE DURATION
8.13.1.7 TEXT LONGTERM STORAGE
8.13.1.8 TEXT ORIGINAL MANUFACTURER
8.13.1.9 TEXT ORIGINAL DESIGN DATE

8.14 CONTROL DATA

8.14.1 PARSE Parameters

Parameter Name PARSE_-identifier

Parameter Type Variable

Parameter Function Specific parameters for use as control flags or parameters by the
parsing software only, these parameters have no DEVICE related
meaning nor function.
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Parameter Values Textual string data, as 7.1.3.1

Notes The PARSE_xxx parameters are only applicable to data occurring
subsequent to their invocation; this allows the PARSE_xxx parameters
to be changed during parsing throughout a single DEVICE block. It is
therefore strongly advised that if the PARSE_xxx parameters are to be
used, the initial invocation occurs before any other data within the
device BLOCK. Multi-pass parsers must accommodate this feature.
These parse parameters may be modified or overridden by other
options within the parsing software, such as command-line options.
Refer to Annex K for further details.

Examples PARSE MODE = STRICT;
PARSE_ERROR_REPORT = TERSE;
PARSE ERROR_TRAP = ALL;
PARSE IGNORE = NONE;

PARSE DEFINE_ PARAMETER
PARSE DEFINE_STRUCTURE

“A New Parameter”;
“A New Structurel;

8.14.1.1 PARSE_MODE

The PARSE_MODE parameter selects the sévefity of rule and syntax
checking within a device BLOCK. Refer to,Annex K for more defail.

The recognised PARSE_MODE parameters are:

STRICT
RELAXED
ENHANCED
USER

8.14.1.2 PARSE_ERROR_REPORT

The PARSE_ERROR_REPORT parameter determines hpw the
warnings and errors uncovered during parsing of the device |BLOCK
are reported, 'A“cumulative report of warnings and errors is expected
once all parsing has been completed, this feature is not affected by this
parametenr."Refer to Annex K for further details.

The recognised PARSE_ ERROR_REPORT parameters are:

OFF No errors are reported during parsing

TERSE Only errors are reported during parsing

VERBOSE All warnings and errors are reported| during
parsing

8.14.1.3 “'PARSE_ERROR_TRAP

The PARSE_ERROR_TRAP parameter determines how the parsing
software should proceed once an error has been uncovered. Refer to
Annex K for further details.

The recognised PARSE_ ERROR_TRAP parameters are:

ALL Parser should not halt on error.
FIRST Parser should halt on first error.

8.14.1.4 PARSE_IGNORE

The PARSE_IGNORE parameter determines whether the data is
checked or not. Extreme caution must be exercised when using this
parameter. Refer to Annex K for further details.
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The recognised PARSE_ IGNORE parameters are:

NONE All parsing checks are performed.

OFF All parsing checks are performed (as NONE)

ALL All parsing checks are ignored.

SYNTAX ONLY Only syntactical errors and line-termination
checks.

8.14.1.5 PARSE_DEFINE_PARAMETER

8.14.1.6 “\“PARSE_DEFINE_STRUCTURE

The PARSE_DEFINE_PARAMETER parameter allows for the
introduction and definition of new data parameters by name prior to

. Refer
to Annex K for further details.

Example:

PARSE DEFINE PARAMETER
PARSE DEFINE PARAMETER

“My New Parameger”;
“My SecondParameter”;

My New Parameter = “some data”;
My Second Parameter = “some other data”;

If the “new” parameter name conflicts with parameter ngmes or
reserved words already in existeneg, a warning should be flagged up,
and the “new” parameter treated as defined in the currepnt DDX
standard, i.e. the PARSE_DEFINE_PARAMETER should be flagged as
a warning, then ignored. This’will allow the parsing software tg accept
these “new” parameters once they have been ratified without re-writing
the DDX file.
The “new” namegshall follow the general guidelines as sef out in
Clauses 5 to 7,~and will only be valid within that device BLOCK. The
“‘new” parameter will then be checked for syntax and parsed| as if it
were a standard parameter.

The PARSE_DEFINE_PARAMETER may occur as many times as
needed, each statement may only introduce a single parameter, and
must precede the use of that parameter.

Until ratified and incorporated with a new release of the DDX sfandard,
all values pertaining to the “new” parameter will be treated ag textual
string data, as 7.1.3.1.

The PARSE_DEFINE_STRUCTURE parameter allows for the
introduction of new data structures by name prior to them being
incorporated within a new release of the DDX syntax. Refer to Annex K
for further details.

Example:

PARSE DEFINE STRUCTURE
PARSE DEFINE STRUCTURE

“A New Structure”;
“Another Structure”;

NEW STRUCTURE
NEW STRUCTURE

“some data”, Y“some more data”;

A New_ Structure {
= “some data”, Y“some more data”;

}
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Another Structure {
ANOTHER NEW STRUCT
ANOTHER NEW STRUCT

}

“some data”, “some more data”;
“some data”, “some more data”;

If the “new” structure name conflicts with structure names or reserved

words already in existence, a warning should be flagged up,

and the

“new” structure treated as defined in the current DDX standard, i.e. the
PARSE_DEFINE_STRUCTURE should be flagged as a warning, then

ignored. This will allow the parsing software to accept thes

e unewu

structures once they have been ratified without re-writing the DDX file.

The “new” name shall follow the general guidelines as set out in

Clauses 5 1o 7, and will only be valid within that device BLO
“new” structure will then be checked for syntax and parsed as"i
a structure.

The PARSE_DEFINE_STRUCTURE may occur as.many ti
needed, each statement may only introduce a_single structy
must precede the use of that structure.

The “Structure_indent_name” may be referénced as any other s
name, but again not within existing defined structure paramet
ratified.

Until ratified and incorporated with ‘@' new release of the DDX s
all individual values contained within the “new” structure will be
as textual string data, as 7.1.3:1.

CK. The
f it were

mes as
re, and

tructure
ers until

andard,
treated
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Annex A
(informative)

An example of a DDX DEVICE block

DEVICE 7995 bare die {

#

# Initial header data, with block and device history.
#

BLOCK_CREATION DATE = “2000-12-25";

BLOCK_VERSION = 1.0;

UFACTURER = “luzziwuzz Logic Ltd.”;
UNCTION = “Special gate”;
ATA SOURCE = “GOOD-DIE database”;
ATA VERSION = “Initial Issue A”;
ERSION = “1.2.2";

Declaration of geometric view, units, size etel,

EOMETRIC_UNITS = millimetre;

EOMETRIC_VIEW = “top”;

IZE = 1.312, 1.050;

IZE_TOLERANCE = 0.00, 0.0005, 0.00 0,0005;
HICKNESS = 0.360;

HICKNESS_TOLERANCE = 0.00, 0.0007¢
EOMETRIC_ORIGIN = 0,0;

Additional details of Die pype and usage.

I*E_NAME = “XXZ%322";
IE_MASK_REVISION = “Mask 1.07;
X_TEMP = 280;

OWER_RANGE = 0.500;

IE_SUBSTRATE_MATERIAL = “Silicon”;
IE_TERMINAL_MATERIAL = “Al”;
C_TECHNOLOGY &-“bipolar”;
IE_SUBSTRATE. CONNECTION = “Ground”;

Delivéry details.

IE ([BACK_DETAIL = “Back-Lapped”;
IE ‘DELIVERY_ FORM = “Die, Wafer”;
AFER SIZE = “4 inch”;

#

# Definition of the number of bond pad types, bond pads
# and connections.

#

TERMINAL_TYPE_COUNT = 5;

TERMINAL_COUNT =
CONNECTION_COUNT = 14;

|
[ee)
~.
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#
# Definition of the bond pad shapes and dimensions.
#
TERMINAL TYPE {
PADR]1 = Rectangle, 0.144, 0.104;
PADR2 = Rectangle, 0.264, 0.104;
PADR3 = Rectangle, 0.084, 0.084;
PADC1l = Circle, 0.100;
PADP1 = Polygon, -0.0175,-0.042),
(-0.042, 0.0175), (-0.0175, 0.042),
( 0.0175, 0.042), 0.042, 0.0175),
( 0.042,-0.0175), 0.0175,-0.042)
}

(-0.042,-0.0175),

’

o~~~ —~

i
¢ Bond pad placement, naming, orientation and connectivitiy
¢ details.

i

FERMINAL {
TlL = 1 ,PADC1,-0.550, 0.416, 0,VCCA , P
T2 = 3 ,PADP1,-0.502, 0.190, 0, INPUTA ,I;
T3 = 4 ,PADP1,-0.502,-0.192, 0, INPUTB , I;
T4 = 7 ,PADC1,-0.399,-0.442, 0, GNDA TG
T5 = 8 ,PADR2, 0.498,-0.442, 0, GNDB ;G

T6 = 11,PADR3, 0.511,-0.171, 0,0UTRUTA, O;
T7 = 12,PADR3, 0.511, 0.171, 0,O0UTPUTB, O;
T8 = 14,PADR1, 0.558, 0.416, 0,NeCB , P
}

i
f Details of a supplied pSpice simulation model.
i
BIMULATOR_SPICE MODEL_ FILE = ."S8P7995.MOD”;
SIMULATOR _SPICE_MODEL FILE DATE = “1997-09-17";
SIMULATOR_SPICE NAME = “pSpice”;
SIMULATOR_SPICE _VERSION(5 “4.0.17;
BIMULATOR_SPICE_COMPLIANCE = “2G6”;

i
t Details of a supplied Spectre simulation model.
i
SIMULATOR_SPECTRE MODEL _FILE = “SP7995.8";
SIMULATOR_SPECTRE_MODEL_FILE DATE = “1998-11-05";
BIMULATOR. SPECTRE_NAME = "“Spectre”;
SIMULATOR-SPECTRE_VERSION = “4.2.1, 19927;
BIMULATOR_SPECTRE_COMPLIANCE = “2G6, Level-3";

i

t\Détails of reference fiducial, supplied as a JIF graphic file

i
FIDUCIAL TYPE fiducl = “7995FID1.JIF”, 0.072, 0.055;

FIDUCIAL Fl1 = fiducl, -0.612, 0.470, O;

# End of block
}
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Annex B
(informative)

Groups and Permutation

A. Specific Rules for the TERMINAL_GROUP parameter

Rule A1

Rule A2

Rule A3[

Rule A4{

B.

Rule B1|

Rule B2|

Rule B3|

The simplest method of «describing the use and function of the TERMINAL_GRO

PERMU
for a 7
function
terminal

appropr

DEVICE

. Content (refer to 8.4.6.1.1) — The elements forming a group may be

terminal

identifiers or group identifiers or any mixture of the two. A group must contain at

least two elements.

Uniqueness (refer to 8.4.6.1.2) — All elements within a group must be,u
group may not contain groups that refer directly or indirectly to\th
element.

Ordering (refer to 8.4.6.1.3) — the order of elements withjn lgroups
important. Where two or more groups are to be related inja-permutati
the elements within those groups must correspond across' the groups.

contain any group that refers directly or indirectly to itself.

Specific Rules for the PERMUTABLE parameter

Content (refer to 8.4.7.1.1) — The elements forming a permutation
terminal identifiers or group identifiers but not a mixture of the
permutation must contain at least two elements.

Uniqueness (refer to 8.4.7.1.2)>— All elements within a permutation
unique. A permutation may not*contain groups that refer directly or indi
the same element. Each element within a permutation must contain th
number of Terminal identifiers (whether within Terminal Groups or not)
other.

Ordering (refer t0.874.7.1.3) — the order of elements within a permutatig
important.

TABLE parameters is by analysing a simple example. Here, a fragment of a
100 device is‘\given. The 7400 device is a quad 2-input NAND gate, and
ality, all four\NAND gates are exchangeable. Throughout the analysis we
s, but for(a packaged part the user may consider the term “pins” to b

hique. A
e same

may be
bn, then

Recursion (refer to 8.4.6.1.4) — A group may not centain itself non may it

may be
two. A

must be
rectly to
e same
as each

n is not

UP and
DDX file

so for
refer to
e more

BLOC
BLOC
DEVI
MANU
FUNC
DEVI
DATA
VERS
GEOM
GEOM
SIZE
THIC

ate.
74ACTO0 bare die {
K _CREATION DATE = "13/02/2006";
K_VERSION = 1.0;
CE_NAME = "74ACTO0O0";
FACTURER = "Fuzziwuzz Logic Ltd";
TION = "Quad two-input advanced CMOS NAND gate";
CE_FORM = "bare die";
_SOURCE = "GOOD-DIE Project database";
ION = "1.3.0";
ETRIC UNITS = micrometre;

ETRIC VIEW = "top";
= 1067, 1143;
KNESS = 356;

GEOMETRIC ORIGIN = 0,0;

DIE NAME = "74ACTO00";

DIE MASK REVISION = "Mask T";
MAX TEMP = 150;
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POWER RANGE = 0.2;
IC_TECHNOLOGY = "CMOS";
DIE SEMICONDUCTOR MATERIAL = "silicon";
DIE SUBSTRATE CONNECTION = "CONN, Vcc";
DIE DELIVERY FORM = "Die, wafer";
TERMINAL TYPE COUNT = 1;
TERMINAL TYPE {
PADR1 = Rectangle, 97, 97;
}
TERMINAL COUNT = 14;
TERMINAL {
T 1 1, PADR1, -385, 422, 0, Al, I;
T 2 = 2, PADR1l, -385, 17¢, 0, Bl, I;
T 3 = 3, PADR1l, -385, 11, 0, Y1, O;
T 4 = 4, PADR1l, -385, -236, 0, A2, I;
T 5 =5, PADR1l, -208, -423, 0, B2, I;
T 6 = 6, PADR1l, -43, -423, 0, Y2, O;
T 7 = 7, PADR1l, 123, -423, 0, GND, G;
T 8 = 8, PADR1l, 385, -423, 0, Y3, O;
T 9 = 9, PADR1l, 385, -166, 0, B3, I;
T 10 10, PADR1, 385, -1, 0, A3, I;
T 11 = 11, PADR1l, 385, 164, 0, Y4, O;
T 12 = 12, PADR1l, 385, 423, 0, B4, I;
T 13 = 13, PADR1l, 38, 423, 0, A4, I;
T 14 = 14, PADR1l, -129, 423, 0, VCC,~®;
}
TERMINAL_GROUP {
NAND INA = T 1, T 2;
NAND INB = T 4, T 5;
NAND INC = T 9, T 10;
NAND IND = T 12, T 13;
NAND A = NAND INA, T 3;
NAND B = NAND INB, T 67
NAND C = NAND INC, T 87
NAND D = NAND IND,~To11;
PERMUTABLE {
P 1 =T 1, T°25
P 2 = T 4,0.T75;
P 3 = T _9,0°T _10;
P 4 = T~12, T 13;
P 5 =\NAND A, NAND B, NAND C, NAND D;
}

The 7400 device has 4 identical gates, Gates A to D, with the following characteristics:

7400 Device INPUT1 INPUT2 OUTPUT
Gate A T 1 T 2 T 3
Gate B T 4 T5 T 6
Gate C T9 T 10 T 8
Gate D T 12 T 13 T 11

Regarding the DDX fragment above, we see that TERMINAL GROUP NAND INA groups the
inputs for Gate A together, NAND INB for Gate B and so on ...

TERMINAL GROUP NAND A similarly groups the inputs for Gate A along with the relevant
output terminal, and again NAND B to NAND D follow the Gates B to D in similar fashion. Note
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that the mixing of terminal-groups and terminals within the same statement (in accordance with
Rule A1), and that the terminal ordering (Rule A3) of input terminals and then output terminal,

is adher

ed to.

Finally, the PERMUTABLE statement can be analysed thus:

1  states that the terminals T 1 and T 2 (Gate A) are interchangeable.

2 states that the terminals T 4 and T 5 (Gate B) are interchangeable.

3  states that the terminals T 9 and T 10 (Gate C) are interchangeable.
4 states that the terminals T 12 and T 13 (Gate D) are interchangeable.
5

long as the sequence order of the terminals is adhered to.

states that groups NAND A to NAND D (Gates A to D) are interchangeable, so

Note thd
as the |4

tin the above example, weuse “P 1 = T 1, T 2;” andnot “P_1 = NAND
tter statement would violate Rule B1 in not having at least two elements.

As Rule| B3 states, the ordering of the elements is not important, such that the stateme

shall ha

P 5 = NAND A, NAND B, NAND C, NAND D;
ve the same interpretation as

P 5 = NAND D, NAND C, NAND B, NAND A;

As Rule| B2 states, the following would NOT be acceptable

P 7 = NAND D, T 1, T 2; (unequal eléments, also breaks Rule B1)
P 8 = NAND INA, NAND B; (unequal elements)

P 9 = NAND INA, NAND A; (unequalelements and possible recursion
P 10 = NAND A, NAND A; (possible reeursion)

INA;”,
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Annex C
(informative)

A Typical CAD view from the DDX file block example given in Annex A

T VCCA T8 VCCB

O,

7995
Mask 1.0

T6 |OUTPUTA|

T2
T7YJOUTPUTB

T5 GNDB

IHC 896/11

Figure:C.1 — CAD representation of DDX example from Annex A

Note that Figure C.1. is not intended to be a geometrically accurate drawing, the pufpose is
solely tq assist visualise the output from the DDX example given in Annex A. (The Die [Fiducial
graphic|issxnot shown). The CAD system has chosen to display the DEVICE_NAME (refer to
8.1.1) and the DIE_MASK_REVISION (refer clause 8.2.3) parameters for the die. The
individual terminal identifiers and terminal names have similarly been selected for display (refer
to 8.4.5 for details).
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Annex D
(informative)

Properties for Simulation

A DDX file can reference other external files, such as electrical simulation model files,
mechanical model files and thermal modelling files.

To do this adequately, the following data shall be present:

— tpeTile name and Its creation date,

— the exact name of the simulator,

— ifs version

— the relevant compliance level to which this model applies,

— The terminals to which the model applies (electrical).
Within the model file there should be a textual note relatingcto the model's cg
applicahility and accuracy, specifically noting any shortcomingsi.of 'the model and itg
“simulator” shall be replaced with either the actual or_generic name of the s

used and/or model data. Typical “simulator” names might be’ Verilog, VHDL, SPICE
BSDL, IBIS etc.

The tex

B .

7.

1

SIMULATOR_simulator MODEL FILE

pability,
usage.
mulator
ELDO,

Data presented as a file nameJAll file names given shall not include any
absolute computer drive, computer path reference, or any detpils that

cause the information to<become computer or operating system
or dependent.

SIMULATOR_simulator MODEL_FILE_DATE
Data presented as a date, as per 1S0 8601.

SIMULATOR' simulator NAME

specific

Data presented as text of the actual simulator used to prove the model.

SIMULATOR_simulator VERSION
Data presented as text determlnlng the actual version or revisio
simulator against which the model file was proven.

SIMULATOR_simulator COMPLIANCE
Data presented as text which reflects the overall compliance
simulator model, where applicable. “2G6”, “VHDL ‘93", “IEE
2001 or “IEFE 1076 3-97" are examples of industry red

Example:

compliance levels.

SIMULATOR_simulator TERM GROUP

n of the

of the
F 1364-
ognised

Determines the terminals or terminal groups to which the simulator

applies when the model file only covers a limited range of te

rminals,

otherwise it is assumed that the model file covers the entire device. This
parameter therefore permits the restriction of the simulation model to

specific terminals or groups of terminals, and by it's absence,
that the simulation model is applicable to all device terminals.

SIMULATOR _SPICE MODEL FILE = “RTBAE2.MOD”;
SIMULATOR SPICE MODEL FILE DATE = “1997-09-17";

SIMULATOR_SPICE_NAME = pSplce

implies
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SIMULATOR SPICE VERSION = “4.0.1";

SIMULATOR SPICE COMPLIANCE = “2G6”;

TERMINAL GROUP G 1 = P8, P9, P10;
TERMINAL GROUP G 2 = P28, P29, P30
SIMULATOR SPICE TERM GROUP = T 1,

Iz

Iz

T 2,

Gi

1,

62258-2 © IEC:2011



https://iecnorm.com/api/?name=a81580012cd59d40af799ac9d85b9d6a

62258-2 © IEC:2011 - 55—

Annex E
(informative)

TERMINAL and TERMINAL_TYPE graphical usage for CAD/CAM systems

The creation of a CAD/CAE “view” of the device from the data within the DEVICE block may be
considered as having four separate steps. There is no geometric layer information contained
within the DDX format, and it is assumed that all geometric data shall be displayed on a single
layer. Textual information may be provided on a separate layer.

The GEOMETRIC_UNITS parameter (see 8.3.1) defines the appropriate scaling factors to be
employgd, and sets the scene for all further numerical input from that DEVICE"blgck. The
GEOMHBTRIC_VIEW parameter (see 8.3.2) determines whether the device is being-wviewed from
the top ¢r bottom.

The deVice outline is created from the SIZE parameter (see 8.3.4), and any-geometric dffset for
further geometric placement is calculated from the GEOMETRIC (ORIGIN paramefer (see
8.3.3). bata such as device name and type is collected and prepared for display pdyrposes.
Note that the GEOMETRIC_ORIGIN parameter is referencet/ to the XSIZE and YSIZE
paramefers, before tolerancing, as XSIZE/2, YSIZE/2. The GEOMETRIC_ORIGIN pdgrameter
values |[are added to this reference for all relative”’ geometric parameters. The
SIZE_TOLERANCE parameter (see 8.3.5) values may also be used to indicate the mpinimum
and maximum device outline.

The TERMINAL_COUNT, TERMINAL_TYPE_COUNT and CONNECTION_COUNT parpmeters
(see 8.4.1, 8.4.2 and 8.4.3) are essentially duplicated, as their values may be calculafed from
the TERMINAL (see 8.4.5) and TERMINAL_TYPE (see 8.4.4) structures. They are intended,
however, to be used as a “sanity” check, #o ensure correct parsing, and highlight any file or
BLOCK corruption. The TERMINAL_TYPE_COUNT value can only be less than or equal to the
TERMINAL_TYPE value. The CONNECTION_COUNT value has no such restriction.

The shgpes of the terminals or€onnecting areas are separately defined, each shape having its
own geometric reference centre. These shapes are defined with the TERMINAL_TYPE
structure. Each of these terminal shapes can be placed anywhere within the device outljne and,
as therg is no placement_limitation, may be placed outside the device outline should the user
so desife (e.g. pad ,placement for PCB-type connections). The TERMINAL_TYPE dtructure
introduges Terminal.Type_Names (see 8.4.4.1 and 8.4.5.3) that shall be unique within the
DEVICH block; these names are placeholders for subsequent usage by the TERMINAL
structure, and_so’should be introduced prior to the TERMINAL structure statement uping the
placeholder(name to permit single pass parsing of the DEVICE block. To prevent any possible
ambiguity, i is strongly advised that the Terminal_Type_Names be limited to alphanumeric
characters:

These terminals types (shapes), having been defined, may now be referenced by their
Terminal_Type_Name, and geometrically placed by the TERMINAL structure in sequence
(T_n), at given locations (the X & Y co-ordinates), orientated by mirroring (Figure E.1) and
clockwise rotation (Figure E.2), and finally assigned a terminal name and 1/O function for
further use by the CAD system. The Terminal_name (see 8.4.5.7) would usually be visible as
text, for visual convenience and need not be unique. The Terminal_name can also indicate
terminals that will usually be electrically connected together, such as “VDD”, “VSS”, “Ground”
etc.. A connection number (conn_N) may also be assigned and whilst this number bears no
relation to the actual terminal number, it can be used for identifying common groups of pins,
(such as pins that must be connected together), or actually referring to the original device’s
packaged pin-out (which again can be different to the die pad numbering). The functional 1/0
details (IO_type) (see 8.4.5.8) of each terminal are available for further connectivity checks by
the CAD system. The unique TERMINAL identifier, (T_n) (see 8.4.5.1), can have any mix of
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alphanumeric characters, and need not be in, nor follow, any particular sequence. The only
requisite is that, as an identifier, it is unique within that DEVICE block, and to prevent any
possible ambiguity, it is strongly advised that the unique identifier, (T_n) be limited to
alphanumeric characters.

Where applicable, the DIE_SUBSTRATE_CONNECTION (see 8.5.5) details should be
displayed, alerting the user to the need to facilitate appropriate connection.

The creation and placement of fiducials is identical to that for terminals by using the
FIDUCIAL_TYPE (see 8.3.8) and FIDUCIAL (see 8.3.9) parameter structures (q.v.). The main
differences being that

e draphical fiducial data are only held within a separate graphic file, and

e that fiducials do not have any connectivity or electrical properties.

It is up ffo the CAD/CAM system to determine as to how to display the graphic..content of the
fiducial graphic file, as there are currently a plethora of graphical file standards. The| fiducial
graphic|shall be scaled to fit within the size dimensions given bycthe FIDUCIAL_TYPE
paramefer structure, whose reference and placement centre will be taken as the midpoint of
the X- gnd Y-size dimensions. The actual content and type of graphical data within thjs file is
commonly determined by the file extent. i.e. TIFF, GIF, JPEG, BMP.

Original object

f e b a e f
c d d c d c

a b e f b a

Orientation MX Orientation MY Orientation MXMY

IEC 897/1f

Figure E.1 — Highlighting the MX and MY orientation properties
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Original object

f a d e
e f
c b =
d c c
e d b a a f
Rotated by 90° Rotated by 180° Rotated.by 270°

IEC 898/11

Figure E.2 — Highlighting the angular rotational orientation properties
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Annex F
(informative)

Cross-reference with IEC 61360-4

The table below provides a read-across between the parameters in this standard and the DET
definitions given in IEC 61360-4:2005.

Table F.1 — Parameter List

Clause/ Parameter Name Parameter Data Type DET Gode
Sub- Type
clause

8.1 BLOCK DATA

8.1.1 DEVICE NAME Header Text AAH547-001
8.1.2 DEVICE FORM Header Text AADO004-001
8.1.3 BLOCK_VERSION Variable Text
8.1.4 BLOCK_CREATION DATE Variable Date
8.1.5 VERSION Variable Text

8.2 DEVICE_DATA

8.2.1 |DIE NAME Variable Text AAD002-001
8.2.2 DIE PACKAGED PART NAME Variable Text AAD143-001
8.2.3 |DIE MASK REVISION Variable Text AAD003-001
8.2.4 MANUFACTURER Variable Text AAD140-001
8.25 |pATA SoURCE Variable Text AAD142-001
8.2.6 DATA VERSION Variable Text

8.2.7 FUNCTION Variable Text

8.2.8 |Ic TECHNOLOGY Variable Text AAE686-005
8.2.8 |DEVICE PICTURE FIL® Variable File Name

8.2.9 DEVICE DATA FILE Variable File Name

8.3 GEOMETRIC DATA

8.3.1 |GEOMETRIEZUNITS Variable Real AAD115-001
8.3.2 |GEOMETZRIC’ VIEW Variable Text AAD144-001
8.3.3 |GEOMBIRIC ORIGIN Variable Real AAD129 & 130-001
8.3.4 |s¥z= Variahle Real AADOFE-&0671-001
8.3.5 |SIZE TOLERANCE Variable Real AAD117-001
8.3.6 |THICKNESS Variable Real AAD072-001
8.3.7 |THICKNESS TOLERANCE Variable Real AAD118-001
8.3.8 |FIDUCIAL TYPE Structure AAD156 to 159-001
8.3.9 |FIDUCIAL Structure AAD160 to 162-001

8.4 TERMINAL DATA

841 |TERMINAL COUNT Variable Integer  |AAD145-001
8.4.2 |TERMINAL TYPE counT Variable Integer | AAD116-001
8.4.3 |CONNECTION COUNT Variable Integer

8.4.4 |TERMINAL TYPE Structure AADO024 to 030,

AAD121-001
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Clause/ Parameter Name Parameter Data Type DET Code
Sub- Type
clause
8.4.5 |TERMINAL Structure AADO14 to 016,
AADO019, AAD020-001
8.4.6 |TERMINAL GROUP Structure
8.4.7 |PERMUTABLE Structure
8.5 MATERIAL DATA
8.5.1 |TERMINAL MATERIAL Variable Text AAD120-001,
(was DIE TERMINAL MATERIAL) AAE634-005
552 R e \ariable Toxt
8.5.3 |DIE SEMICONDUCTOR MATERIAL Variable Text AAD148001
8.5.4 |DIE SUBSTRATE MATERIAL Variable Text AAD0D5-001
8.5.5 |DIE SUBSTRATE CONNECTION Variable Text AAD006 & 047-001
8.5.6 |DIE PASSIVATION MATERIAL Variable Text AAD078-001
8.5.7 DIE_BACK DETAIL Variable Text AAD119-001
8.6 |ELECTRICAL and THERMAL DATA Variable
8.6.1 |MAx TEMP Variable Real AAD149-001
8.6.2 MAX TEMP_TIME Variable Real
8.6.3 |POWER RANGE Varfable Real AAD151-001
8.6.4 TEMPERATURE RANGE Variable Real AAE891-005
8.7 SIMULATOR DATA
8.7.1 |SIMULATOR simulator MODEL FILE Variable File Name
8.7.2 SIMULATOR simulator MODEL FILE DATE Variable Text
8.7.3 |SIMULATOR simulator NAME Variable Text
8.7.4 |SIMULATOR simulator VERSION Variable Text
8.7.5 |SIMULATOR simulator COMPETANCE Variable Text
8.7.6 SIMULATOR simulator *TERM GROUP Variable
8.8 HANDLING, PACKING, STORAGE and
ASSEMBLY
8.8.1 |DELIVERY FORM Variable Text AAD155-001
(was DIE_BBRGIVERY FORM)
8.8.2 |packind GODE Variable Text AAD055-001
8.8.8 ASSEMBLY parameters Variable Text
8.9 WAFER SPECIFIC DATA
8.9.1 |WAFER SIZE Variable Text AAD011-001
8.9.2 WAFER THICKNESS Variable Real
8.9.3 |WAFER THICKNESS TOLERANCE Variable Real
8.9.4 WAFER DIE STEP SIZE Variable Real AAD163-001, AAD164-
001
8.9.5 |WAFER GROSS DIE COUNT Variable Integer  |AAD165-001
8.9.6 |WAFER INDEX Variable Real AAD166-001, AAD167-
001
8.9.7 |WAFER RETICULE STEP SIZE Variable Real AAD168-001, AAD169-
001
8.9.8 |WAFER RETICULE GROSS DIE COUNT Variable Integer |AAD170-001
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Clause/ Parameter Name Parameter Data Type DET Code
Sub- Type
clause
8.9.9 WAFER INK PARAMETERS Variable Text
8.10 BUMP TERMINATION SPECIFIC DATA
8.10.1 |BUMP_MATERIAL Variable Text AAD124-001
8.10.2 |BUMP_HEIGHT Variable Real AAD146-001
8.10.3 |BUMP_HEIGHT_TOLERANCE Variable Real AAD147-001
8.10.4 |BUMP_SHAPE Variable Text
8.10.5 |BUMP_SIZE Variable Real
8.10.6 |BUMP_SPECIFICATION_DRAWING Variable File Name
8.10.7 |BUMP_ ATTACHMENT METHOD Variable Text
8.11 MINIMALLY PACKAGE DEVICE SPECIFIC DATA
8.11.1 |MPD_PACKAGE_MATERIAL Variable Text AAD150-001
8.11.2 |MPD PACKAGE STYLE Variable Text
8.11.3 |MPD_CONNECTION_TYPE Variable Text
8.11.4 |MPD MSL LEVEL Variable Text
8.11.5 |MPD_PACKAGE_DRAWING Variable File Name
Deleted |MPD DELIVERY FORM (refer to 8.8.1) Variablé
Deleted l\éng_g?NNECTION_MATERIAL (refer to Variable
8.12 QUALITY, RELIABILITY and TEST DATA
8.12.1 QUALITY Parameters Variable Text
8.12.1 TEST Parameters Variable Text
8.13 OTHER DATA
8.13.1 TEXT Variable Text
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Annex G
(informative)

Notes on VERSION and NAME parameters

There are three “VERSION” related parameters, each of which contains specific revision data

concern

ed with the different aspects of the data presented within a DDX BLOCK.

VERSION Subclause 8.1.5
This relates to the IEC 62258, Part 2, and its issue. Being a data transfer standard for use with

CAD/C

inclusio
covered

BLOCK
This pa
expect

parame

DATA_VERSION Subclause 8,26

This pa
for the
parame

BLOCK
This patf
accomp

Likewisg, there are four “NAME” related parameters, each of which represents a

aspect

DEVICH
This is
and in p

DIE_N
This is
is often

DIE_MA
The rev

| + HY S P toal tlo ot Ll e ot ol HP ¥
L oyolTlIllo, TU To dalituipaitu urat ticic wiilh VT Uupudalto aifu TTVIolUllo, partivu

in this standard.

| VERSION Subclause 8.1.3

rameter relates solely to the revision status of the data with the/BLOCK, an
to be “up-revved” as data within the BLOCK is modified. The" BLOCK_V
er is specifically NOT concerned with the source of any data changes.

ameter covers the source of the data used; to indicate the technical “state-of
data contents. This parameter is therefore closely{coupled with the DATA_S
er.

| CREATION_DATE Subclause 8.1.4
ameter relates solely to the last date that.data within the block was revised, ang
pnies, and should be linked to, the BLOCK_VERSION parameter.

f the name by which the device is\known.

_NAME Subclause 8.1.1
bften referred to as the-type number and is the identity normally used in dats3
arts lists.

ME Subclause 8.2.1
he name given\io the die itself and the set of masks used in its fabrication. Th
part of the fiducials on the die surface.

SK_REVISION Subclause 8.2.3
sion,or version code of the mask set used in fabricating the die.

arly the

h of additional data, on a regular basis. Refer to Clause 1 to determine the DDX| version

d would
ERSION

tthe-art”
OURCE

always

Hifferent

sheets

s name

DIE_PA

CKAGED_PART_NAME Subclause 8.2.2

This is generally similar to the DEVICE_NAME and is quoted as the name of a packaged part
which usually contains the same die and has similar electrical characteristics.
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Annex H
(informative)

Notes on WAFER parameters

When die are delivered as unsawn wafers, additional parameters can assist in the practicality
of mechanical handling and quantity purchasing. Such parameters include the die step size,
wafer size, wafer flat angle and gross die per wafer. Where the die step size is irregular, often
caused by the reticule step, further parameters relating to the reticule size can become

important.

Parameters relating to wafer delivery include:

WAFER[_SIZE Subclause 8.9.1

This parameter gives the approximate wafer diameter. This is commonly quoted in mil

or inchg

WAFER)|
The X g
wafer pi

WAFER
The gro
does nog
theoreti
ins” etc
which in
die.

WAFER|
This pa
orientat
placemsd
The firs
parame

recogni

s, and so need not be related to the GEOMETRIC_UNITS parameter:

| DIE_STEP_SIZE Subclause 8.9.4
nd Y co-ordinates specified by this parameter are commonly used for die saw
obing, etc. The units again are determined by the GEOMETRIC_UNITS parame

| GROSS_DIE_COUNT Subclause™8:9.5

t reflect the good die per wafer, only the total\of viable relevant die (whole die
cally there is a direct mathematical relationship between wafer and die size, tes
, will affect the final count. The user should also be aware of cost-saving teg
volve the reduction in the number of masks required that often result in fewe

| INDEX Subclause 8.9.6
rameter pair defines the both type of physical feature present on a wafer

nt and orientation of the_wafer.
{ parameter specifies the type of feature, either a “flat” or “notch”, whilst the

ion system _for.initial or crude orientation prior to final alignment by optical

the wafi: with respect to,the X-axis on the surface of the die. This can assist in wafer

Where
prime, f

WAFER|

at, which may also be used to indicate the wafer lattice crystal [110] direction.

| REFICULE_STEP_SIZE Subclause 8.9.7

Where

he reticule dimensions interfere with the regular stepping of the die size the

limetres

ing and
ter.

5s die count can be an important parameter in the“calculation of nett die per wafer, but

. Whilst
t “drop-
hniques
r viable

and its

on, which may then besused in an auto-location system in order to determine the

second

er determines thesapproximate angle, to the nearest degree, of this index feature on

location
means.

ore thansone flat exists on the wafer, the orientation is with respect to the major, or

reticule

step size should be given, in the same dimensions as the die step size (GEOMETRIC_UNITS).

WAFER

_RETICULE_GROSS_DIE_COUNT  Subclause 8.9.8

Where the WAFER_RETICULE_STEP_SIZE parameter is relevant, it may also be relevant to
state the number of die, of the specified die type, within the reticule window. In the case of

MPW ru

ns, this may only be one die.
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WAFER_FLAT_ORIENTATION

X axis

Wafer flat

WAFER_RETICULE_STEP_SIZE

Figure H
dimensi
reticule
the reti
dimensi

Reticule step

Ipie || !|Die | !Die | IDie ||!Die |.!Die [.|Die |.|Die
Y Y Y Y Y Y Y Y
Ax x| X X X = X x| o x—
Ipie || loie | oie | Ioie |[Ipe |Ioie |[Ioie |Ioi

v Die v Die v Die N Die vy Die v Die v Die v Die
XXX X X XXX
| pie ||.|Die | ! Die ||.!Die ‘ | pie || | Die | ! Die~ || Die
Y Y Y Y Y Y Y Y
XA X X XX X R X —
| D | Di | D | Di | Di | Di | Di | Di

v Die v Die v Die v Die v Die v Die ¥ Die v Die
X X X X X =X X X

WAFER_DIE_STEP_SIZE

IEC

Figure H.1 — lllustrating the WAFER parameters

1.1 shows a‘representation of where the reticule step size interferes with the
bns, (the~reticule here containing a total of 8 die in a 4 by 2 matrix). The gap
and reticule results in an additional distance between adjacent die at the bound
culel Figure H.1 also shows then wafer flat angle with respect to the assy
bR Of the die. Notional parameter values for Figure H.1 might be:

899/11

die step
between
aries of
med X-

WAFER SIZE = “150mm”;
WAFER DIE STEP SIZE =
WAFER GROSS_DIE COUNT =
WAFER INDEX = “Flat”,45;
WAFER RETICULE STEP SIZE = 4050, 2100;
WAFER RETICULE GROSS DIE COUNT = 8;

1000,1000;
2077;

The reticule parameters given in this example here demonstrates a 50 unit discrepancy
(GEOMETRIC_UNITS) in the X-dimension, and a 100 unit discrepancy (GEOMETRIC_UNITS)
in the Y-dimension.
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Annex |
(informative)

Additional notes

As it stands, the DDX format requires data to reside within a block structure, strictly
delimited by braces. The only data required outside of these braces are the DEVICE
keyword and the associated parameters of DEVICE_NAME and DEVICE_FORM. This then
leaves scope for future expansion, such as the inclusion of non-DDX format data outside
of the DDX block structure, provided that the DDX structure and format rules are

infgrmation provider to adopt a single convention, and the CAE vendor to accon
this| convention in the graphical display, where required.

Referencing an external file. File name references are required by:

Wh
pre

Convention holds that the document format and/or type is indicated by the na
extent.

Mul

Wh
fun

file contents, although full ASCII character checksum calculations need to.t
unt the differing line delimiters used by different software operating systen
itional data should be catered for, and ignored, by any parsing routine(specifi

al, such as “\”, “/7, “N”, “B” or “not/bar”, no particular method has been adoptg
K format for the display of such signal names. It is therefore reliant u

8.3.8.2 FIDUCIAL_TYPE

8.2.9 DEVICE_PICTURE_FILE

8.2.10 DEVICE_DATA_FILE

8.11.5 MPD_PACKAGE_DRAWING

8.10.6 BUMP_SPECIFICATION_DRAWING

en referencing an external file, sueh as a graphic, textual or document f
erable that the external file typé.conforms to a standard format in comm

tiple file names. Multiple-file'names are permitted in:

8.2.9 DEVICE_PICTURE_FILE

8.2.10 DEVICE_DATA_FILE

8.11.5 MPD_PACKAGE_DRAWING

8.10.6 BUMP_SPECIFICATION_DRAWING

ere multiple file names are permitted, the file names can be introduced in
Ction invoeation, as:

DEVICE DATA FILE = “filel.txt”, “file2.txt”, .. , “fileX.txt’

ate the
bke into
ns. This
cally for

negated
d in the
bon the
modate

le, it is
on use.
med file

B single

or as multiple invocations of that function, as:

DEVICE DATA FILE
DEVICE DATA FILE

“filel.txt”;
“file2.txt”;

DEVICE DATA FILE = “fileN.txt”;

When using a single function invocation to introduce more than one file name, each file
name should be surrounded by double quotes (as 6.3.7) and each file name shall be
separated by a comma (as 6.3.2). Each line shall be terminated by a semicolon as 6.3.1.
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Annex J
(informative)

DDX Version history

The following table, Table J.1, indicates the parameter version history. The issue column
reflects the current DDX revision and version number at which that parameter was either
introduced or last altered.

The current version for this DDX format is 1.3.0, as stated in Clause 1 of this standard.

The prepious version of this DDX format was 1.0, as defined in ES59008, Part 6-1.

Table J.1 — Parameter Change History List

Clause/ Parameter Name ES59008-6-1 Previous Current
Subclau- Reference

se Clause Issue
8.1 BLOCK DATA
8.1.1 DEVICE NAME 8.2 8.5 1.0
8.1.2 DEVICE FORM 8.1 8.4 1.0
8.1.3 BLOCK_VERSION 8.17 8.2 1.0
8.1.4 BLOCK_CREATION DATE 8.16 8.1 1.0
8.1.5 VERSION 8.3 8.3 1.0
8.2 DEVICE_DATA
821 DIE NAME 8.8 1.2.1
8.2.2 DIE PACKAGED PART NAME 8.36 8.9 1.0
8.2.3 DIE MASK REVISION 8.30 8.6 1.0
8.2.4 MANUFACTURER 8.4 8.7 1.0
8.2.5 DATA_ SOURCE 8.19 8.11 1.0
8.2.6 DATA VERSION 8.55 8.12 1.0
8.2.7 FUNCTION 8.5 8.10 1.0
8.2.8 IC_TECHNOZOGY 8.20 8.25 1.0
8.2.8 DEVIGEMNPICTURE FILE 1.3.0
8.2.9 DEV.IGE DATA FILE 1.3.0
8.3 tC-DATA
8.3.1 GEOMETRIC UNITS 8.6 8.13 1.0
8.3.2 GEOMETRIC VIEW 8.7 8.14 1.0
8.3.3 GEOMETRIC ORIGIN 8.10 8.17 1.0
8.3.4 SIZE 8.8 8.15 1.0
8.3.5 SIZE TOLERANCE 8.21 8.18 1.0
8.3.6 THICKNESS 8.9 8.16 1.0
8.3.7 THICKNESS TOLERANCE 8.22 8.19 1.0
8.3.8 FIDUCIAL TYPE 8.47 8.51 1.0
8.3.9 FIDUCIAL 8.48 8.52 1.0
8.4 TERMINAL DATA
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Clause/ Parameter Name ES59008-6-1 Previous Current
Subclau- Reference
se Clause Issue

8.4.1 TERMINAL COUNT 8.11 8.20 1.0
8.4.2 TERMINAL TYPE COUNT 8.12 8.21 1.0
8.4.3 CONNECTION COUNT 8.13 8.22 1.0
8.4.4 TERMINAL TYPE 8.14 8.23 1.0
8.4.5 TERMINAL 8.15 8.24 1.0
8.4.6 TERMINAL GROUP 8.58 1.3.0
8.4.7 PERMUTABLE 8.61 1.3.0

8.5 MATERIAL DATA

8.5.1 TERMINAL MATERIAL 8.30 1.3.0

(was DIE TERMINAL MATERIAL)

8.5.2 TERMINAL MATERIAL STRUCTURE 1.3.0
8.5.3 DIE SEMICONDUCTOR MATERIAL 8.34 8.26 1.0
8.5.4 DIE SUBSTRATE MATERIAL 8.32 8.27 1.0
8.5.5 DIE SUBSTRATE CONNECTION 8.31 8.28 1.0
8.5.6 DIE PASSIVATION MATERIAL 8.37 8.29 1.0
8.5.7 DIE BACK DETAIL 8.33 8.31 1.0

8.6 ELECTRICAL and THERMAL DATA

8.6.1 MAX TEMP 8.18 8.33 1.0
8.6.2 MAX TEMP TIME 1.3.0
8.6.3 POWER_RANGE 8.23 8.34 1.0
8.6.4 TEMPERATURE RANGE 8.24 8.35 1.0

8.7 SIMULATOR DATA

8.7.1 SIMULATOR simulator MODELNFILE 8.25 8.36 1.0
8.7.2 SIMULATOR simulator MODEL FILE DATE 8.26 8.37 1.0
8.7.3 SIMULATOR simulatox NAME 8.27 8.38 1.0
8.7.4 SIMULATOR simullatpr VERSION 8.28 8.39 1.0
8.7.5 SIMULATOR simu¥ator COMPLIANCE 8.29 8.40 1.0
8.7.6 SIMULATOR Jsimulator TERM GROUP 8.59 1.3.0

8.8 HANDLING, PACKING, STORAGE and ASSEMBLY

8.8.1 DELIVERY FORM 8.35 8.41 1.0
(w&s DIE DELIVERY FORM)

8.8.2 PACKING CODE 8.46 8.42 1.0

8.8.8 ASSEMBLY parameters 1.3.0

8.9 WAFER SPECIFIC DATA

8.9.1 WAFER SIZE 8.45 8.32 1.0
8.9.2 WAFER _THICKNESS 1.3.0
8.9.3 WAFER THICKNESS TOLERANCE 1.3.0
8.9.4 WAFER DIE STEP SIZE 8.53 1.2.1
895 WAFER GROSS DIE COUNT 8.54 1.2.1
8.9.6 WAFER INDEX 8.55 1.2.1
897 WAFER RETICULE STEP SIZE 8.56 1.2.1

8.9.8 WAFER_RETICULE GROSS_DIE_COUNT 8.57 1.2.1
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Clause/ Parameter Name ES59008-6-1 Previous Current
Subclau- Reference
se Clause Issue
8.9.9 WAFER_INK 1.3.0
8.10 BUMP TERMINATION SPECIFIC DATA
8.10.1 BUMP_MATERIAL 8.38 8.43 1.0
8.10.2 |BUMP_HEIGHT 8.39 8.44 1.0
8.10.3 |BUMP HEIGHT TOLERANCE 8.40 8.45 1.0
8.10.4 |BUMP_SHAPE 1.3.0
8.10.5 |BUMP_SIZE 1.3.0
8.10.6 |BUMP SPECIFICATION DRAWING 1.3.0
8.10.7 |BUMP_ ATTACHMENT METHOD 1.3.0
8.11 MINIMALLY PACKAGE DEVICE SPECIFIC DATA
8.11.1 MPD_ PACKAGE MATERIAL 8.41 8146 1.0
8.11.2 |MPD PACKAGE STYLE 8.47 1.2.1
8.11.3 |MPD_CONNECTION_TYPE 8.43 8.49 1.0
8.11.4 MPD MSL LEVEL 1.30
8.11.5 |MPD PACKAGE DRAWING 1.30
Deleted |MPD DELIVERY FORM (refer to 8.8.1) 8.42 8.48 1.0
Deleted |MPD CONNECTION MATERIAL (refer to 8.5.1) 8.44 8.50 1.0
8.12 QUALITY, RELIABILITY and TEST DATA
8.12.1 QUALITY Parameters 1.3.0
8.12.1 TEST Parameters 130
8.13 OTHER DATA
8.13.1 TEXT 8.60 1.3.0
8.14 CONTROL DATA
8.14.1 PARSE 1.3.0
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Annex K
(informative)

Parse Control

The PARSE_ series of parameters are intended to add in-line control of the parsing software,
primarily to allow for additions and extensions to the DDX software that have not, to date, been
ratified and included in the current standard. Note that none of the PARSE__ parameters have
any relevance or meaning to the device data.

To this ¢nd a number of PARSE_ parameters have been added:

8.14.1 PARSE_MODE

8.14.2 PARSE_ERROR_REPORT
8.14.3 PARSE_ERROR_TRAP

8.14.4 PARSE_IGNORE

8.14.5 PARSE_DEFINE_PARAMETER
8.14.6 PARSE_DEFINE_STRUCTURE

The PARSE_MODE, PARSE_ERROR_REPORT, PARSE_ERROR_TRAP and
PARSE|IGNORE parameters may have multiple occurrences,cand are intended to “swjtch” the
desired [parse mode as the DDX file or DDX block is linearlyread.

The PARSE_DEFINE_PARAMETER and PARSE_DEFINE_STRUCTURE parameters gerve to
introduce new parameters and/or structures to theJparsing software for inclusion in syntax
checks,|data validation and value assignment, solely for that specific DDX block. Once defined,
it is exgected that the new parameters and structures will fully conform to the syntax|etc., as
defined|in Clauses 5 to 7. Until the new parameters and structures have been ratilied and
included in an update to this DDX standardall data shall be treated as textual and will have no
associated S.| unit.

The PARSE_MODE parameter.is.intended to control the way in which the syntax gnd data
rules arg interpreted and applied,In all cases, data that complies with this version of the DDX
format [refer Clause 1) shall. be free from errors or warnings. New data parameters or
structures that have beenlintroduced using the PARSE_DEFINE_xxx parameters may| require
some rule relaxation before an error-free parse result is achieved.

PARSE_MODE = STRICT;
Under{normal” circumstances, the _MODE parameter will default to “STRICT”, and
all*currently compliant data must be error free, and errors will be issudd if the
PARSE_DEFINE options are used. These errors are to or structures thgn those
given in the current standard,

PARSE MODE = RELAXED;

The “RELAXED” value is given to permit inclusion of additional defined data that
may not strictly comply with the rules as written. Instead of errors, warnings are to
be issued when new parameters are included to serve notice to the user that the
DDX block under scrutiny contains parameters not currently in the standard.

PARSE MODE USER;

PARSE MODE ENHANCED;

The “ENHANCED” and “USER” values are alternative options available to the
discretion of the parse software provider and user.

The PARSE_ERROR_REPORT parameter determines the level of warnings and errors
reported DURING parsing, it should have no effect on the end report. This is primarily to
prevent warnings regarding parameters being used prior to their assignment, caused by the
introduction of new parameters. These parameter options are self-explanatory.
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PARSE ERROR REPORT = OFF;
PARSE ERROR REPORT = TERSE;
PARSE ERROR REPORT = VERBOSE;

The PARSE_ERROR_TRAP parameter determines how the parsing software should react once

an error

(as opposed to a warning) is discovered.

PARSE ERROR TRAP = ALL;
This is the expected “default” mode. The DDX block is parsed and all errors are
reported.

PARSE ERROR TRAP = FIRST;
The “FIRST” value should cause the parsing software to halt upon the detection of

thae firct arrar
eSOt

The PA
part of t

WARNII

RSE_IGNORE parameter is meant to control whether checking is actually-perfgrmed of

he DDX block or not, and should accordingly be used with care.
PARSE IGNORE = NONE;
PARSE IGNORE = OFF;

All parsing checks are performed. This should be the defdllt“state for the|parsing
software.

PARSE IGNORE = ALL;
All parsing checks are ignored, this is useful only te;bypass rubbish data

PARSE IGNORE = SYNTAX ONLY;
Only syntactical errors and line-termination/checks are performed. Therd are no
checks on forward/backward referencing of variables, nor of parameter counts etc.
This option should only be used when new parameters or structures are introduced
that include variable referencing or non-textual data.

NGS and ERRORS

It is advised that the follewing items be classed as WARNINGS, and all other
errors classified as ERRORS:

WARNING 1. The occurrence of ASCII characters in the range 0x80 to DxFF

WARNING 2, Where a data line is assumed to be terminated due to it length
exceeding the parser’s line input buffer. Refer to 6.3.9.

WARNING' 3. Where textual data, not enclosed within double quotes, |ncludes
line break characters, refer to 6.3.8.

WARNING 4. Where the textual file name does not conform to the character
set as defined in 7.1.3.2.

WARNING 5. Where the PARSE_DEFINE xxx introduces a parameter or
structure that has been ratified and defined within the later
versions of the DDX standard.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PRODUITS DE PUCES DE SEMICONDUCTEURS -

Partie 2: Formats d'échange de données

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée
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La Norme internationale CEIl 62258-2 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

La présente norme doit étre lue en conjonction avec la CE|l 62258-1.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2005, dont elle
constitue une révision technique.
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Par rapport a la premiére édition, les parameétres suivants ont été mis a jour pour la présente

édition:
Paragraphe Nom du paramétre
8.2.9 DEVICE PICTURE_FILE
8.2.10 DEVICE DATA FILE
8.4.6 TERMINAL_ GROUP
8.4.7 PERMUTABLE
8.5.1 TERMINAL MATERIAL
(anciennement DIE TERMINAL MATERIAL)
8.5.2 TERMINAL MATERIAL STRUCTURE
8.6.2 MAX TEMP TIME
8.7.6 SIMULATOR_ simulator TERM_GROUP
8.8.3 ASSEMBLY
8.9.2 WAFER_THICKNESS
8.9.3 WAFER THICKNESS TOLERANCE
8.9.9 WAFER_INK
8.10.4 BUMP_ SHAPE
8.10.5 BUMP_ SIZE
8.10.6 BUMP SPECIFICATION«BRAWING
8.10.7 BUMP_ ATTACHMENTCMETHOD
8.11.4 MPD MSL LEVEL
8.11.5 MPD_ PACKAGE DRAWING
8.12.1 QUALITY
8.12.2 TEST
8.13.1 TEXT
8.14.1 PARSE
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« amendée.


https://iecnorm.com/api/?name=a81580012cd59d40af799ac9d85b9d6a

- 76— 62258-2 © CEI:2011

INTRODUCTION

La présente Norme internationale est fondée sur les travaux réalisés dans le cadre du projet
ESPRIT 4, GOODDIE, qui a donné lieu a la publication de la série de Spécifications
européennes ES 59008. Les organisations qui ont aidé a la préparation du présent document
incluent les membres des projets ESPRIT ENCAST et ENCASIT, le Die Products Consortium,
JEITA, JEDEC et ZVELI.

La structure de la présente Norme internationale telle qu'actuellement congue est la suivante :

Sous le titre général : CEl 62258: Produits de puces de semiconducteurs

Partle 1: Approvisionnement et utilisation
Partle 2: Formats d'échange de données

Partle 3: Bonnes pratiques recommandées pour la manipulation, le conditionnement et le
stockage (Rapport technique)

Partle 4: Questionnaire destiné aux utilisateurs et fournisseurs|de puces (Rapport
technique)

Partle 5: Exigences pour l'information concernant la simulation électrique
Partle 6: Exigences pour l'information concernant la simulation thermique
Partle 7: Schéma du langage XML pour I'échange de données (Rapport technique)
Partle 8: Schéma du modéle EXPRESS pour I'échange‘de données (Rapport technique)

D'autreg parties peuvent étre ajoutées si nécessaire:
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PRODUITS DE PUCES DE SEMICONDUCTEURS -

Partie 2: Formats d'échange de données

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEIl 62258 spécifie les formats de données qui peuvent étre utilisés
pour I'échange de données qui est couvert par d'autres parties de la présente série CEl 62258
ainsi qule les définitions de tous les parametres utilisés selon les principes et méthodEs de la

CEI 61360. Elle présente un format d'échange de données de dispositif, DDX (Device Data
Exchange), dans le but premier de faciliter le transfert des données géométriques adgquates
entre le|fabricant de la puce et l'utilisateur de CAO/IAO et des modéles d'infarmations|formels
qui permettent I'échange de données dans d'autres formats tels que le)format de fichier
physique STEP, conformément a 1ISO 10303-21 et XML. Le format de‘données a Tté tenu
intentionnellement flexible pour permettre un usage au-dela de ce domaing initial d'application.

Elle a éfté développée pour faciliter la production, la fourniture €t \'utilisation des profuits de
puces de semiconducteurs, y compris, sans que cela soit limitatif:
e |es tranches,
e les puces nues isolées,
e les puces et tranches avec structures de connéxion fixées,

e les puces et tranches a encapsulation minimale ou partielle.

La prés¢nte norme refléte le format de donpées DDX en sa version 1.3.0

2 Réflérences normatives

Les dog¢uments de référence' suivants sont indispensables pour I'application du |présent
documepnt. Pour les références-datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, | la derniere éditien;*du document de référence s'applique (y compris les égventuels
amendements).

CEIl 62258-1, Produits de puces de semiconducteurs — Partie 1: Approvisionnement et
utilisatign

CEI 61360-4:2005, Standard data element types with associated classification schgeme for
electric Leomponen 2 - 1EC 6 [ t types,
component classes (disponible en anglais seulement)

», 4 aference olle op—O0 ndard o elemen

ISO 8601:2004, Eléments de données et formats d'échange — Echange d'information —
Représentation de la date et de I'heure

ISO 6093:1985, Traitement de l'information — Représentation des valeurs numériques dans les
chaines de caractéres pour I'échange d'information

IPC/JEDEC J-STD-033B:2007, Handling, Packing, Shipping and Use of Moisture/Reflow
Sensitive Surface Mount Devices
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ISO 10303-21:2002, Systemes d'automatisation industrielle et intégration — Représentation et
échange de données de produits — Partie 21: Méthodes de mise en application: Encodage en
texte clair des fichiers d'échange

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEl 62258-1
s'appliquent.

4 Exigences

Une réilérence spécifique pour les variables paramétriques est faite aux codes cJe types
d'élémepts de données (DET) de la CEI 61360, lesquels codes sont définis dans_(a,Partie 4 de
la CEI 6/1360.

5 Buls et usage du fichier de format d'échange de données de-dispositif((DDX)

5.1 Pour faciliter le transfert de données par des supports électroniques du fournislseur de
disposit|f jusqu'a l'utilisateur final en vue de leur utilisation dans\uUn’systeme de CAO oy d'lIAO,
un formpt de fichier de données, a savoir le Device Data eXehange, (DDX, format d'échange
de donmées), doit étre utilisé. Ce format de fichier de{données a été intentionngllement
maintenu flexible, afin de permettre des améliorations )et additions ultérieures pour une
utilisatign future

5.2 |l egt fortement recommandé que les fichiersyd'échange de données de dispositif [(Device
Data eXchange) aient les trois lettres DDX comme extension de fichier. De plus, un fichier
d'échange de données de dispositif doit étre.appelé ici fichier DDX.

5.3 Légs données devant étre transférées d'un fournisseur de dispositif a un ufilisateur
doivent |etre contenues dans un seul fichier DDX lisible par un ordinateur. En outre, le [contenu
minimal|de ce fichier doit suffire a.un systéeme de conception de logiciel CAO/IAO géonjétrique.
Le fichigr doit étre lisible textuellement, afin de permettre une simple vérification manuglle.

5.4 Lg fichier DDX et lescontenu de données doivent étre indépendants tant de la nachine
informatique que du systeme d'exploitation.

5.5 Lg contenl<~du ficher DDX doit comprendre des informations mécaniques et
d'interconnectivité, mais il peut en plus comprendre des données électriques et fonctionnelles.

5.6 Lg fichier DDX peut contenir des données pour un ou plusieurs dispositifs et doit| pouvoir
étre utilis& comme fichier bibtiothegque par un systéme de conception de togicier CAOTIAO. Le
fichier peut contenir un ou plusieurs jeux de données pour le méme type de dispositif, chacun
de ces jeux ayant des formes de livraison différentes, telles que puces a bosses, puces nues,
et emballage grandeur puce

5.7 Le fichier DDX doit pouvoir étre créé de maniére simple ou automatique, comme par
exemple par un éditeur de texte ASCII ou une feuille de calcul.

5.8 Le fichier DDX doit pouvoir référencer des fichiers externes complémentaires, tels que
fichiers de simulation et modéles thermiques.

5.9 Toutes les données doivent étre définies de fagon a permettre la conversion en d'autres
formats d'échange et vice versa, tels que GDSIlI et CIF pour les données géométriques
relatives aux puces. Une compatibilité aussi étroite que possible avec les données DIE


https://iecnorm.com/api/?name=a81580012cd59d40af799ac9d85b9d6a

62258-2 © CEI:2011 -79 -

(échange d'informations de puces) existantes est souhaitable afin de faciliter une traduction
simple de fichiers partiels de données DIE.

5.10 Les définitions des parametres doivent étre conformes a la CEI 61360 (voir Article 5 de
la CEl 62258-1).

6 Format de fichier DDX et régles relatives au format de fichier

NOTE 1

La version 1.2.1 du DDX annule et remplace la version 1.0.0 contenue dans I'ES 59008-6-1.

NOTE 2 La version 1.3.0 du DDX annule et remplace la version 1.2.1 contenue dans la CEIl 62258-2:2005.

Voir I’Article 1 pour la version DDX de la présente norme.

6.1

6.1.1
doivent

6.1.2
doivent

6.1.3

des données numériques.

6.2 Jpu de caractéres

6.2.1

appropr|ée. La fin de ligne dépendra du _systéme d'exploitation. DOS/Windows © u

général

alors q'UNIX® se repose invariablement et uniquement sur le caractére d'arrét (ASC

de changement de ligne <LF>, le retour chariot <CR> (ASCIlI 0x0D) étant prég
implicatjon.
6.2.2 les caracteres ASCH 0x00 a Ox7F sont permis; les caracteres 0x80 a OxFF dg

doivent

6.2.3

6.2.4

lidité des données

Toutes les données qui ne sont pas conformes a la syntaxe des-données (
Ptre traitées comme une remarque et, donc, ignorées.

Toutes les données obligatoires doivent étre présentes.(Les données man

lLes opérations, calculs ou formules mathématiques.une doivent pas étre permis

lLe fichier DDX doit étre un fichier texte.compatible avec I'ASCII ayant la fin

un caractére d'arrét (ASCIl 0Dh/QAR) de retour chariot/changement de ligne <

Etre ignorés.

Toutes les données textuelles doivent étre indépendantes de la casse.

Etre étiquetées comme étant une erreur, rendant ainsi ces{données inutilisableg.

oir 7.3)

quantes

au sein

de ligne
ilise en
CR/LF>
1 Ox0A)
ent par

I'ASCII

lLes caractéres espace (ASCII 20h) et tabulation (ASCIlI 09h) doivent tous dg¢ux étre
traités gomme des séparateurs espace; les multiples caractéres espace et tabulatio
traités parila syntaxe comme un séparateur espace unique.

h seront

6.3 REGLES SYNTAXIQUES

6.3.1

6.3.2

Toutes les lignes de données doivent se terminer par un point-virgule: «;».

La virgule «,» doit étre utilisée comme séparateur de données.

6.3.3 Les lignes commencant par un diése «#» doivent étre traitées comme un commentaire

intentio

nnel. Toutes les données présentes sur ces lignes doivent étre ignorées.

6.3.4 Les traits de soulignement «_» doivent étre ignorés dans le nom d'une variable ou
d'une propriété et ils peuvent servir de séparateurs intermédiaires de noms. Les traits de
soulignement sont valides dans une chaine textuelle et dans les données de nom.
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6.3.5 Des accolades sont utilisées pour ouvrir ou fermer les structures ou les BLOCS. Une
accolade d'ouverture «{» doit étre utilisée pour débuter une structure ou un bloc et une
accolade de fermeture «}» doit étre utilisée pour terminer une structure ou un bloc.

6.3.6 Les parenthéses «()» doivent étre permises, mais ignorées, dans les données
numériques par souci de clarté (par exemple dans les paires de coordonnées).

6.3.7 Pour prendre en charge les sorties au format CSV (variable séparée par une virgule)
caractéristique des feuilles de calcul, les données textuelles peuvent étre mises entre des
guillemets, «», et les paires conjuguées de guillemets doivent étre ignorées.

6.3.8 IlLn'y a pas de caractére spécifique pour l1a continuation de ligne. lne chaine textuelle
ouverte |par des guillemets '«' doit étre fermée par les guillemets conjugués '»', quel gue soit le
nombre|de retours a la ligne dans le texte en question. Comme toutes les commandes |DDX se
terminent par un point-virgule, les données non textuelles sont réputées s'étre termindes a ce
point-vingule. Les données textuelles sont réputées se terminer au point-virgule suiyant les
guillemgts de fermeture. Les données textuelles qui ne sont pas entouréésyde guillemets ne
peuvent pas contenir de retour a la ligne ou de caractéres de commande’et elles dojvent se
terminer a la premiére occurrence d'un point-virgule. Les données textuelles placées gprés ce
point-vingule seront traitées comme des données erronées et rejetées.

6.3.9 Pour la commodité pratique, la lisibilité et la facilitéxde l'analyse des lignesp, il est
recommjandé que la longueur d'une ligne (entre caractéres de'fin de ligne) ne dépasse pas 255
caractenes. En outre, il est fortement recommandé d'impeser une limite maximale dg 1 023
caractenes par ligne afin d'éviter que d'autres logiciels<d’analyse ne rencontrent une efreur de
dépassement de tampon d'entrée.

7 Contenu d'un fichier DDX

7.1 Régles relatives au contenu d'unifichier DDX
7.1.1 Structure en blocs

Les données ne doivent existef gu'au sein d'une structure de bloc, appelée «bloc DEVICE» et
un ou plusieurs blocs DEVICE,.contenant chacun des données, peuvent exister dans up méme
fichier. Chaque bloc DEVIEE"est unique et ne doit contenir que les données pertinenies pour
un seul|dispositif, ayant'‘une forme de dispositif spécifique. Toutes les données dans|chaque
bloc DBVICE doivent “étre traitées comme étant locales et uniques au bloc en question
seulement. (Voir 6.3:4)

7.1.2 Types-des paramétres

Il'y a depxtypes d'utilisation de paramétres pour les données, les structures et les variables, et
ces paramefres doivent exister uniquement avec un bloc DEVICE:

e une structure détermine un ou plusieurs jeux de données ayant différents types de
donnée.

e une variable équivaut a une ou plusieurs données d'un seul type de donnée
7.1.3 Types de donnée

Les types de donnée sont les suivants.

7.1.3.1 Données chaines textuelles

Tous les caractéres de I'ASCII entre ASCII 20h et ASCIlI 7Fh sont permis dans les données
textuelles, les caractéres de I'ASCIl 80h inclus et au-dessus doivent étre ignorés. Des
caractéres spéciaux de commande d'impression et d'affichage peuvent étre pris en compte
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pour permettre l'impression des caractéres de soulignement ou de surlignement. Il est
conseillé de placer les données chaines textuelles entre des paires de guillemets (voir 6.3.7).

7.1.3.2 Données de nom textuel

Tous les noms doivent étre uniques et doivent étre constitués uniquement des caractéres
suivants issus du jeu de caracteres ASCII:-

A3Z a2z 0a9$-%&!@ _ .

Lorsque les données de nom textuel sont utilisées pour former le nom d'un fichier, il est
conseillé de limiter le nom a huit caractéres pour le nom de fichier et a trois caractéres pour
I'extension de fichier, avec le point «.» comme délimiteur nom/extension, au diapaqon d'un
grand npmbre de systémes d'exploitation courants. Il est conseillé de placer les. donpées de
nom textuel entre des paires de guillemets (voir 6.3.7).

Remarqguer que toutes les données de nom textuel sont indépendantes de 1@ casse et|que les
espaceg sont interdits dans un nom textuel.

7.1.3.3 Données numériques Real (réelles)

Les données numériques réelles doivent étre conformes a IMSO 6093:1985 et doivent étre
constituges des caractéres:

0ag9 + - .Ee

Les valgurs des données peuvent étre signées etuutiliser la notation technique ou scientifique,
mais elles ne doivent pas comporter d'unité dimensionnelle, par exemple:

90008, 9000.80, 9.0008ES5, -5207, -5.207E3, 0.102, 102E-3

Remarquer que la virgule «,» est utilisee comme séparateur de données et, donc, ellg ne doit
pas étre utilisée comme remplacenrent du point décimal «.».

7.1.34 Données numériques Integer (entiéres)

Les domnées numériques entiéres doivent étre conformes a I'lSO 6093:1985 et seuls les
caracténes 0 a 9 sent\permis. Les nombres entiers doivent étre non signés et ne doiyent pas
non plug comportér-d'unités dimensionnelles.

Pour dep besains pratiques, un nombre entier doit étre limité a une résolution de 16 bits, c'est-
a-dire que/,seules les valeurs entieres comprises entre 0 inclus et 65536 inclus sont
acceptabtes:

7.1.3.5 Données de date

Les données de date doivent étre conformes au format de I''ISO 8601:2004, et peuvent
comporter des informations d'heure également, par exemple:

“AAAA-MM-JJ”, “AAAAMMJJ”, “AAAA-MM-JJTHH:MM:SS”.

7.1.4 Déclarations aval

Afin de permettre une analyse en une seule passe, aucun identificateur de variable ou nom de
variable ne doit étre référencé avant d'avoir été défini.
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Unités

Toutes les unités doivent appartenir au systéme Sl, a part |'unité géométrique du micron (106
m), le pouce et le mil (10-3 pouce). Une seule unité de dimension doit étre permise au sein
d'un méme bloc DEVICE. Remarquer que le pouce et le milliéme de pouce sont des unités non
préférentielles et ne sont présents qu'en raison de la poursuite de leur usage courant.

7.1.6

Données de coordonnées

Dans toutes les données de coordonnées, la coordonnée X doit précéder la coordonnée Y et la
coordonnée Y doit précéder la coordonnée Z (a savoir X,Y ou X,Y,Z).

La coorflonnee X doit etre I'axe horizontal (numeriquement de gauche a droite), 1a coo
Y doit éfre I'axe vertical (numériqguement de bas en haut) et la coordonnée Z doit étre
profondeur (numériqguement de proche en éloigné).

71.7

Mots réservés

Tous le$ noms de parameétres doivent étre considérés comme réservés)et aucun ident
de varigble ou nom de variable ne doit étre autorisé a avoir le méme nom. L'interdi
s'applique pas aux données textuelles de forme libre entre apostrophes ou entre gy
(voir 7.1.3.1 et 7.1.3.2).

7.2

(7))

yntaxe du bloc DEVICE DDX

DEVICE device_name device_form {

données pertinentes de la puce .....,

1
]

Le fichigr DDX peut contenir un ou plusieurs blocs DEVICE, toutes les données appar
un dispgsitif particulier doivent étre intégréestdans le bloc correspondant. (Voir 6.1.1 e

Un bloc|DEVICE s'ouvre avec le mot-clé)DEVICE et I'accolade d'ouverture «{», (commsg
et le bloc DEVICE se ferme par I'accolade de fermeture «}».

Les données qui ne sont pas a‘fintérieur de la structure de bloc DEVICE doivent étre

comme

une remarque, permettant I'addition ultérieure d'informations de somme de cor

date de|création de fichien'et des données historiques etc., dans le fichier DDX, san
les données du dispositifyreel.

device_|name esi(le nom donné par lequel le dispositif doit étre appelé tandis
device_|form gst-la forme mécanique du dispositif auquel les données du bloc se rappg

Fdonnée
I'axe de

ficateur
Ction ne
illemets

enant a
7.1.1).

monté),

traitées
trole, la
5 altérer

que le
rtent.

Les donpees valides pour la variable device_form sont:

bare_die,
bumped_die,
lead_frame_die

minimally_packaged_device (ou MPD).

D'autres types de device_form peuvent étre ajoutés a un stade ultérieur (voir la CEl 61360-
4:2005, AAD004-001, «code de type de puce», pour de plus amples détails).

Un seul bloc DEVICE ayant le nom device_name du type device_form doit étre présent dans
un fichier DDX mais il est permis de dupliquer device_name ou device_form.

Exemple d'un agencement type de fichier DDX de blocs DEVICE:-
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DEVICE namel bare die {

données pertinentes pour le dispositif «namel» comme puce nu
}

DEVICE namel bumped die {

données pertinentes pour le dispositif «namel» comme p
bosses..

}
DEVICE name2 mpd {

e..

uce a

données pertinentes pour le dispositif «name2» comme dispositif a

encapsulation minimale. .

}
DEVICE name2 bare die {

données pertinentes pour le dispositif «name2» comme puce nue..

DEVICE namel mpd {
bncapsulation minimale. .

DEVICE name3 bare die {
Honnées pertinentes pour le dispositif «name3» caomme puce nl

L'exemple ci-dessus comporte trois occurrences d'un bloc DEVICE pour le dispositif «1

Honnées pertinentes pour le dispositif «namel» comme digsposlitif a

ame1y,

et deux|occurrences d'un bloc DEVICE pour le dispositif “hame2” mais chacun de cg¢s blocs

DEVICH spécifie un device_form différent. L'ordre ou la séguence des blocs DEVICE
d'importance.

7.3 Syntaxe des données DDX

Propriété = valeur [, valeur];

<propriéé>[signe égal comme séparateur]<valeur/vatiable {séparateur <valeur/variable> }>[fin de donnéée|
ligne]

Kpropriété> n= Nom du paramétre

espace] n= {caractére espace (20h) ou caractere tabulation (
séparateur égal] e [espacel{égal =}[espace]

séparateur] S [espace]{virgule ,}[espace]

fin de données] n= [espace]{point-virgule;}
fin de ligne] = {CR ou CR/LF}

Par exemple:

n'a pas

S1[fin de

DOh)}0+

[hickness = 100.0;

[hickness = 470;

jeometric _units = micron;

jeometricunits = micron;

CeometrieUnits = et rest

terminal_ type = Tl, Circle, 220;

Terminal Type = T2, Rectangle, 200 , 250;
TerminalType = T2, O, (200, 250);
TERMINALTYPE = T2, O, 200 , 250;

Ainsi, terminal_type, Terminal_Type, TerminalType et TERMINALTYPE font tous référence

au méme nom de parameétre.
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8 Définitions des parameétres d'un bloc DEVICE
8.0 Notes d'usage général
8.0.1 Notes relatives a la forme du dispositif

Lorsqu'un paramétre est unique au device_form, tel que défini dans le bloc DEVICE, le
paramétre sera précédeé par...

8.0.1.1 DIE_ le parametre de données est unique a la forme de puces nues ou de
puces a bosses
8.0.1.2 [  BUMP_ Ie parameltre de donnees est unique aux puces a bosses seulement

8.0.1.3 MPD_ le paramétre de données est unique aux dispositifs a encapgsulation
minimale, tels qu'un CSP

8.0.1.4 WAFER_ le paramétre de données est unique a une puce nue livrée au niveau
tranche
8.0.1.5 LEAD_ le paramétre de données est unique a un dispositif de puce ayec une

grille de connexion fixée.

8.0.2 Eléments de paramétres de données

Avec la|liste suivante de parameétres de données (voir 8.1-€t suivants), il apparait les géments
suivants:

8.0.2.1 le nom du parametre, tel qu'utilisé par lassyntaxe au sein d'un fichier DDX,

8.0.2.2 le type du paramétre, indiquant soit~in type variable, soit un type de donhées de
structure,

8.0.2.3 la fonction du paramétre, déterminant son utilisation et sa signification,

8.0.2.4 la valeur du parameétre indiquant le type de données attendu,

8.0.2.5 toute limitation de paramétre, indiquant toute limitation au sein du bloc DEVIICE,

8.0.2.6 les dépendances de paramétre, soulignant les parameétres qu'il est nécespaire de
déclarer avant invocation,

8.0.2.7 un ou plusieurs'exemples pratiques, et

8.0.2.8 toute remarque pertinente.

Un bref|[tableaude parameétres est donné dans I'Annexe F, et un exemple pratique dfun bloc
completl DDX_DEVICE est donné dans I'Annexe A, la sortie graphique attendue étanf fournie
dans I'Annexe)C.

Tous les parametres doivent étre conformes aux codes correspondants de la CElI 61360 du
type d'élément de données (DET), tels que définis dans la CEl 61360-4:2005. Se référer a
I'Annexe F pour un tableau de références croisées.

8.0.3 Termes et conventions

Un point de connexion électrique s'appelle une borne. Il peut s'agir d'un plot de connexion pour
une puce nue et cela peut également se référer a la zone de plaques de contact ou
d'empreintes de plots requise par un support d'interconnexion. Par convention, la borne placée
au coin supérieur gauche d'une puce a le numéro 1 et la numérotation des bornes ou des
broches progresse en séquence dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Les dimensions en coordonnée X se rapportent a la longueur dans le plan horizontal, avec des
valeurs positives augmentant vers la droite. Les dimensions en coordonnée Y se rapportent a
la largeur dans le plan horizontal avec des valeurs positives qui augmentent en s'éloignant de
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la vue de l'utilisateur. Les dimensions en coordonnée Z se rapportent a la hauteur dans la
direction verticale avec des valeurs positives qui augmentent vers le haut (vers I'observateur).

Comme point de référence, tous les composants, y compris les puces a bosses, sont
généralement vus de dessus, avec le c6té actif vers le haut.

8.0.4 Résumé des regles générales

8.0.4.1

8.0.4.2
8.0.4.3

8.0.4.4

8.0.4.5

8.0.4.6

8.0.4.7

Toutes les données valides doivent étre contenues dans un bloc DEVICE (voir

7.1.1).

Tout paramétre local ou unique, tel qu'un nom, doit étre défini avant son utilisation.

CEI 61360, tels que définis dans la partie 4 de la CEl 61360 (voir 5.8 et;)Anr

Les unités de mesure, GEOMETRIC_UNITS, doivent étre définies)avan{
quelconque variable géométrique ne soit définie.

L'origine  géométrique, GEOMETRIC_ORIGIN, et la {vue géon

s de la
exe F).

qu'une

étrique,

GEOMETRIC_VIEW, doivent étre définies avant que de quelconques coorglonnées

géométriques ne soient définies.

Le parameétre TERMINAL_COUNT doit étre défini avant‘qu'il ne soit fait ré
a de quelconques parametres TERMINAL et le nombré de paramétres TEI
ne doit pas dépasser la valeur de TERMINAL_COUNT.

Le parametre TERMINAL_TYPE_COUNT doity'étre défini avant qu'il ne
référence a de quelconques paramétresTERMINAL_TYPE et le non
paramétres TERMINAL_TYPE ne, doit pas dépasser la valg
TERMINAL_TYPE_COUNT.

8.1 BLOCK DATA (DONNEES DE BLOC)

8.1.1 Parameétre DEVICE_NAME

Il est déffini dans I'en-téte de bloc DEVICE comme étant le parameétre device_name.

Nom de|paramétre device>name

Type du parameétre \ariable, se référer a 7.2 sur les blocs DEVICE

Fonctiof du paramétre Definit le numéro de type ou le nom de référence selon le f
de dispositif

Valeurs|du paramétre Données de nom textuel, comme en 7.1.3.2

Exemple SN74LS04

Référence Voir 7.1.7, 7.2 et Annexe G.

8.1.2 Paramétre DEVICE_FORM

férence
RMINAL

soit fait
hbre de
ur de

abricant

Il est défini dans I'en-téte de bloc DEVICE par le paramétre device_form.

Nom de paramétre device_form

Type du paramétre Variable, se référer a 7.2 sur les blocs DEVICE
Fonction du paramétre  Définit la forme physique du dispositif.

Valeurs du paramétre Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Exemple
Référence

bare die, bumped die, MPD
Paragraphe 7.2 et Annexe G.

8.1.3 Paramétre BLOCK_VERSION

Nom de paramétre BLOCK_VERSION
Type du paramétre Variable
Fonction du paramétre Spécifie le numéro de version et/ou le numéro d'émission

DEVICE.

du bloc
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Valeurs du paramétre Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1
Limitations Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
Exemple BLOCK VERSION = “1.0A”;

Référence Annexe G.

8.1.4 Paramétre BLOCK_CREATION_DATE

Nom de paramétre BLOCK_CREATION_DATE

Type du paramétre Variable

Fonction du paramétre

Valeurs
Limitati
Exempl
Référen

8.1.5

Nom de
Type du

Fonction du paramétre Spécifie le numéro de version de la norme*DDX (actuellem

Valeurs|du paramétre Données de chaine textuelle, conformémeént a 7.1.3.1
Limitatigns Doit étre déclaré une seule fois dans(uh seul bloc DEVICE.
Exemple VERSION = “1.3.0";

Notes Voir Article 1 pour la versiophde document de la présente
Remarquer que le présent.document peut ne pas étre la vdg
plus récente et donc se réferer aux Autorités de normalisatior
de doute

Référence Annexe G.

8.2 DONNEES DE DISPOSITIF

8.2.1

Nom de
Type du

Fonctiof du paramétre Spégcifie le nom du jeu de puce ou de masque ayant servi a prd

la derniére fois.
du parameétre Date, conformément a 7.1.3.5

n Doit étr laré un le foi DEVI
S BLOCK CREATION DATE = “1997-12-25";

ce Annexe G.

Parameétre VERSION

paramétre VERSION
parameétre Variable

version 1.3.0), a laquelle ce bloc DEVICE est conforme.

Paramétre DIE_NAME

paramétre DIE_NAME
parameétre Variable

puce: Il peut étre différent du paramétre DEVICE_NAME.

Spécifie la date a laquelle le bloc DEVICE a été créé et modifié pour

ent a la

Norme.
rsion la
en cas

duire la

Valeurs|du parametre (Donhnées de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Limitatigns Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

Exemplé DIE NAME = “XXC345”;

Référence Annexe G.

8.2.2 Parameétre DIE_PACKAGED_PART_NAME

Nom de parametre DIE_PACKAGED_PART_NAME

Type du parameétre Variable

Fonction du paramétre Spécifie le nom de piéce des fabricants pour une piéce emballée
équivalente, le cas échéant. Il peut étre différent du paramétre
DEVICE_NAME.

Valeurs du parametre Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Exemple DIE PACKAGED PART NAME = “SN5405JN”;

Notes Utilisé pour se référer a une piéce de puce encapsulée identique, pas
une fonction simplement similaire, lorsqu'elle est livrée par le méme
fabricant sous forme encapsulée.

8.2.3 Parameéetre DIE_MASK_REVISION

Nom de paramétre DIE_MASK_REVISION

Type du

parameétre Variable
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Fonction du paramétre Spécifie les détails relatifs a la révision du masque associés a la

Valeurs du parameétre
Limitations

Exemple

Notes

Référence

version particuliere en question sur la puce.

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
DIE MASK REVISION = “RTDAC1”;

DIE MASK REVISION = “9033-2-101-M5/2";

Destiné a s'assurer que les données de puce correspondent a la

version géométrique de la puce réelle.
Annexe G.

8.24 Paramétre MANUFACTURER

Nom de parameétre
Type du paramétre

MANUFACTURER
Variable

Fonction du paramétre
Valeurs|du parameétre
Limitatigns

Exempl¢g

Spécifie le fabricant ou l'usine de fabrication du dispositif.
Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE:
MANUFACTURER = “Fuzziwuz Logic Inc.”;

8.2.5 Parameétre DATA_SOURCE

Nom de|paramétre
Type duf paramétre
Fonction du paramétre

Valeurs|du parameétre
Limitatigns
Exempl¢g

DATA_SOURCE

Variable

Spécifie la source des données du dispositif, notamment lo
différe du fabricant ou de l'usine de fabwication.

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Doit étre déclaré une seule fois_ dans un seul bloc DEVICE.
DATA SOURCE “AnyChipaTechnology Ltd.”;

DATA SOURCE “GOOD-RIE  database”;

8.2.6 Paramétre DATA_VERSION

Nom de|paramétre
Type du parametre
Fonction du paramétre

Valeurs|du paramétre
Limitatigns

Exempl¢
Référence

DATA_VERSION

Variable

Spécifie la révision de la source de données utilisée pour dé
les paramétres au sein du bloc DEVICE. Ce paramétre est lié
Paramétren\DATA_SOURCE

Données-de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Doit\étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
DATA VERSION = “Initial Issue 1.07";

Se référer a I'Annexe G.

8.2.7 Parameétre FUNCTION

Nom de|parameétre
Type du parametre
Fonctiop dirparamétre

FUNCTION
Variable
Bréve description de la fonction des dispositifs

Valeurs du parameétre
Limitations

Exemple

Notes

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1
Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
FUNCTION = “16 Bit Microprocessor”;

squ'elle

erminer
a 8.2.5,

La CEI 61360-4:2005 spécifie certaines classes fonctionnelles et

d'application qui peuvent étre utilisées.

8.2.8 Parameétre IC_TECHNOLOGY

Nom de parameétre
Type du parametre
Fonction du paramétre
Valeurs du paramétre
Limitations

Exemple

IC_TECHNOLOGY

Variable

Spécifie la technologie de fabrication du dispositif
Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
IC TECHNOLOGY “CMOS”;

IC_TECHNOLOGY = “bipolar”;
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IC _TECHNOLOGY
IC _TECHNOLOGY

“bicmos”;
“GaAS”;

8.2.9 Paramétre DEVICE_PICTURE_FILE

Nom de parameétre
Type du parametre
Fonction du paramétre

Valeurs du parameétre
Exemple

DEVICE_PICTURE_FILE

Variable

Spécifie le(s) nom(s) du (des) fichiers de graphiques ou d'images
représentant le dispositif.

Données de nom textuel, comme en 7.1.3.2

DEVICE PICTURE FILE = “DIE0O1.JPG”;

DEVICE PICTURE FILE = “AAOBOC.SF”, “FRED.GIF”;

Notes Le fichier d'images peut étre une photographie réelle ou une
représentation graphique du dispositif. Il convient que I'exter{sion du
fichier indique le format utilisé. Seuls doivent étre utilisés_les noms de
fichier, sans nom de chemin relatif ou absolu.

Plusieurs parametres (noms de fichier d'images)’ .peuvent étre

introduits dans une déclaration unique ou bien plusielrs déclarations

peuvent étre utilisées pour le méme effet.

Il n'existe aucune exigence de mise a I'échelle_ou positionnelle.
Référence Annexe |, Notes 3 et 4.

8.2.10 | Paramétre DEVICE_DATA_FILE

Nom de|parameétre
Type duf paramétre
Fonction du paramétre

Valeurs|du parameétre
Exempl¢

Notes

Référenice

8.3 DIONNEESGEOMETRIQUES
8.3.1 Parameétres GEOMETRIC_UNITS

Nom de|parameétre

DEVICE_DATA_FILE
Variable

Spécifie le(s) nom(s) d'un ou pldsieurs fichiers contenant des données
pertinentes, telles que les spécifications techniques, les do¢uments
d'approvisionnement ou des*fiches signalétiques générales.
Données de nom textuel"comme en 7.1.3.2

DEVICE DATA FILE\="“SpecSheet.PDF”;

DEVICE DATA FILE'= “AAOBOC.DOC”, “AAOBOC.TXT”;
Le fichier de donnees peut avoir n'importe quel format recpnnu. I
convient queyl'extension du fichier indique le format utilis§. Seuls
doivent étre.utilisés les noms de fichier, sans nom de chemin relatif ou
absolu.
Plusieurs) paramétres (noms de fichier de données) peuvént étre
introduits dans une déclaration unique ou bien plusieurs déclarations
peuvent étre utilisées pour le méme effet.
Annexe |, Notes 3 et 4.

GEOMETRIC_UNITS

Type d palallletlc
Fonction du paramétre

Valeurs du parameétre

Limitations
Exemple

Notes

‘vlaliab=c
Spécifie les unités géométriques qui doivent s'appliquer a toutes les
valeurs géométriques au sein du bloc DEVICE.

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1.

L'une des valeurs suivantes:

= micromeétre ou micron,

=  metre,
=  millimétre,
= pouce

= mil (1.0E-3 pouce)

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

GEOMETRIC UNITS = microns;

GEOMETRIC UNITS = mil;

Ce parameétre GEOMETRIC_UNITS doit étre déclaré avant d'utiliser
une quelconque unité géométrique. Le micron est en général l'unité
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Référen

8.3.2

Nom de
Type du

Fonction du paramétre

Valeurs

ce

— 89 —

dimensionnelle par défaut pour les dimensions des puces tandis que le

pouce et le mil sont des unités non préférentielles.
Paragraphe 7.1.5 et Annexe E.

Paramétre GEOMETRIC_VIEW

paramétre
parameétre

du parameétre

GEOMETRIC_VIEW

Variable

Spécifie la vue géométrique qui doit s'appliquer a toutes les
géométriques au sein du bloc DEVICE.

Données de chafne textuelle, conformément a 7.1.3.1.

L'une des valeurs suivantes:

e TOP c'est-a-dire coté actif vers le haut. et

formes

Limitatidg

Exempl¢g

Notes

Référen

8.3.3

Nom de
Type du

Fonction du paramétre

Valeurs

Dépend
Limitatig

Exempl¢

Notes

Référen

ns

ce

e BOTTOM c'est-a-dire coté actif vers le bas.

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE-
GEOMETRIC VIEW = top;

GEOMETRIC VIEW = “bottom”;

Le paramétre GEOMETRIC_VIEW doit étre déclargtayvant de ¢

éer une

quelconque forme géomeétrique. Il est courant devair une pucg nue et

une piéce emballée en vue de dessus “TOPZ'alors que cela
vue de dessous “BOTTOM” (c'est-a-dire a travers le substrat) g
puce a bosses.

Annexe E.

Paramétre GEOMETRIC_ORIGIN

parameétre
paramétre

du parametre

ANCeS
ns

GEOMETRIC_ORIGIN

Variable

Détermine l'origine géomeétrique en X et en Y par rapport a
toutes les autres coordonnées sont référencées. L'origine est
par rapport au cenfre géométrique de la puce dans leg
spécifiées par le paramétre GEOMETRIC_UNITS.

Origine de coordonnée en nombre réel X, origine de coordo
nombre réel Ys.eonformément a 7.1.3.3.

GEOMETRIE€-UNITS, SIZE

Doit étre-declaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
GEOMETRIC ORIGIN = -6000,-7500;

Les Vvaleurs de dimensions sont exprimées en GEOMETRIC_UN
lLees valeurs des paires de coordonnées d'origine se rappo
centre géométrique (voir Figure 1 pour une explication plus com
Annexe E.

sera en
our une

laquelle
donnée
unités

hnée en

NITS.
tent au
pléte).
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(—Xsize/2 dimension suivant I'axe X, (Xsize/2 dimension suivant I'axe X,
Ysize/2 dimension suivant I'axe Y) Ysize/2 dimension suivant I'axe Y)

Centre géométrique du dispositif
Taille = Xsize, Ysize ;

YY)

Origine géométrique = Xo, Yo;

+ (Xo, Yo)
(—Xsize/2 dimension suivant I'axe X, (Xsize/2-dimension suivant I'axe X,
—Ysize/2 dimension suivant I'axe Y) —Ysize/2 dimension suivant I'axe Y)

IEC 895/11

Figure 1 — Relation entre le centre géométrique et I'origine géométrique

nées et, de ce fait, les valeurs deCGEOMETRIC_ORIGIN sont ajoutées a to

paires individuelles de coordonnées pour-donner la position en X et en Y par rapport a

géomét

La pring
I'origine
géométi
et, par

elles-au

8.3.4

Nom de
Type du

ique du dispositif.

sur une borne ou -autre caractéristique géométrique, plutdét qu'en une

métre GEOMETRIC_ORIGIN est traité, comme un décalage pour toutes les données de

ites les
I centre

ipale utilisation du parametre GEOMETRIC_ORIGIN est de permettre le cenfrage de

position

ique arbitraire carxdans la pratique, SIZE peut étre I'objet d'une tolérance asymeétrique

oie de conséquénce, toutes les références liées a ce centre géométrique pdurraient

5si étre soumises a une erreur de tolérance.

Parameétre SIZE

paramétre SIZE
parameétre Variable

Fonctiom du’paramétre Détermine les dimensions X et Y du dispositif. et

spécifie

facultativement sa forme comme étant une ellipse.

Valeurs du paramétre Dimension X en nombre réel, dimension Y en nombre réel
(conformément a 7.1.3.3), {Ellipse}

Dépendances GEOMETRIC_UNITS, GEOMETRIC_VIEW

Limitations Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

Exemple SIZE = 250, 500.5;

SIZE = 350, 350, E;

Notes Les valeurs de dimensions sont exprimées en GEOMETRIC_UNITS.
Dans le dernier exemple, le caractére «<E» comme 3e parametre définit
une ellipse, dans cette instance une puce circulaire de diameétre 350
GEOMETRIC_UNITS.

Référence Annexe E.

8.3.5 Parameétre SIZE_TOLERANCE

Nom de paramétre SIZE_TOLERANCE
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Type du paramétre
Fonction du paramétre

Valeurs du parameétre
Dépendances
Limitations

Exemple

Notes

—-91 -

Variable

Spécifier la/les tolérance(s) géométrique(s) des valeurs du paramétre

SIZE

Réelles en GEOMETRIC_UNITS, conformément a 7.1.3.3.

GEOMETRIC_UNITS, SIZE, GEOMETRIC_VIEW

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

SIZE TOLERANCE 0.5;

SIZE TOLERANCE -0.2,0.5;

SIZE_TOLERANCE -0.2,0.5,-0.1,0.4;

Une, deux ou quatre valeurs peuvent étre données:

Lorsqu'une valeur de tolérance unique est donnée, la tolérance doit
étre prise comme étant une valeur non signée + pour l'axe X et
aussi pour l'axe Y.

8.3.6 Parameétre THICKNESS

Nom de|paramétre
Type duf paramétre
Fonction du paramétre
Valeurs|du parameétre
Dépendances
Limitatigns

Exempl¢
Notes

8.3.7 Paramétre THICKNESS_TOLERANCE

Nom de|parameétre
Type dul paramgtre
Fonction du paramétre

Lorsque deux valeurs de tolérance sont données:
la premiére valeur doit étre prise comme étant le minimym pour
I'axe X et aussi pour l'axe Y,
la seconde valeur doit étre prise comme étant le maximpym pour
I'axe X et aussi pour l'axe Y.

Lorsque quatre valeurs de tolérance sont données:
la premiére valeur doit étre prise comme|étant le minimpym pour
I'axe X,
la deuxiéme valeur doit étre prise’comme étant le maximum
pour l'axe X,
la troisiéeme valeur doit étre prise*comme étant le minimpm pour
I'axe Y;
la quatrieme valeur doit~étre prise comme étant le maximum
pour l'axe Y.

THICKNESS

Variable

Détermine I'épaisseur (dimension Z) du dispositif.
Valeur de la dimension Z en nombre réel, conformément a 7.1.3.3
GEOMETRIC-UNITS

Doit étre-declaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
THICKNESS = 10.5;

Les valeurs de dimensions sont exprimées en GEOMETRIC_UNITS.

THICKNESS_TOLERANCE
Variable

Spécifie I'une ou les plusieurs tolérances du paramétre THICKNESS
qui peuvent étre attendues en raison des variations normples de
processus. la

Valeurs du parameétre
Dépendances
Limitations

Exemple

Notes

Réelles en GEOMETRIC_UNITS, conformément a 7.1.3.3.

GEOMETRIC_UNITS, THICKNESS

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

THICKNESS TOLERANCE = 2.5;

THICKNESS TOLERANCE = -1.2,1.5;

Une ou deux valeurs peuvent étre données:

Lorsqu'une tolérance unique est donnée, la tolérance doit étre prise
comme étant une valeur non signée +.

Lorsque deux valeurs de tolérance sont données:
la premiére valeur doit étre prise comme le minimum et
la seconde valeur doit étre prise comme le maximum.

8.3.8 Parameétre FIDUCIAL_TYPE

Nom de paramétre

FIDUCIAL_TYPE


https://iecnorm.com/api/?name=a81580012cd59d40af799ac9d85b9d6a

-92 - 62258-2 © CEI:2011

Type du paramétre Structure

Fonction du paramétre La structure FIDUCIAL_TYPE attribue un nom de type de repére
conventionnel et définit le fichier graphique associé et la taille d'un type
individuel de repére conventionnel. La structure peut étre utilisée pour
définir un seul type de repére conventionnel ou une multitude de types
de repeére conventionnel.

Dépendances GEOMETRIC_UNITS, GEOMETRIC_VIEW

Notes Un repére conventionnel existe uniguement comme forme graphique
dans un rectangle, les données graphiques pour le repére
conventionnel sont contenues dans un fichier graphique externe. Les
paires de coordonnées pour ce rectangle sont uniquement rapportées
au type de forme de repére conventionnel et sont utilisées comme des
références lors du placement de la forme.

Référence Annexes E et I.

Syntaxe| de la définition d'un FIDUCIAL_TYPE unique:

FIDUCIAL_TYPE Fiducial_type_name = Fiducial_file_name, X-size;, . Y*size;
FIDUCIAL_TYPE Fiducial _type_name = Fiducial_file_name, X-size,”Y-size;

Syntaxe| de la définition d'un FIDUCIAL_TYPE multiple:

FIDUCIAL_TYPE {
Fiducial _type _name = Fiducial_file_name, X-size, Y-size;
Fiducial _type _name = Fiducial_file_namefX:Size, Y-size;
Fiducial _type _name = Fiducial_file_name, X-size, Y-size;

ou:
8.3.8.1 Fiducial_type_name

Nom dg référence textuel (conformément a 7.1.3.2) pour un type de repére conventionnel,
lequel npm doit étre unique dans.le_bloc DEVICE.

8.3.8.2 Fiducial_file_name

Il s'agit [du nom du fichier<(conformément a 7.1.3.2) qui contient le repére conventionnel sous
forme de données graphiques. Le type des données graphiques doit étre indiqué par|le code
d'extendion de fichier; tel que “BMP”, “GIF”, “DXF” etc. Le type de données n'est pas [spécifié
dans la [présente"Norme et il incombe au logiciel de CAO/IAO de décider de ce qui pelit ou ne
peut pasg étre«affiché. Le graphique doit étre traité comme étant contenu dans un rectgngle de
dimensipns X-size et Y-size.

8.3.8.3 X-size, Y-size

Ces paramétres numériques réels (conformément a 7.1.3.3) comprennent une paire de
coordonnées et déterminent la taille du rectangle du graphique de repére conventionnel. Le
centre géométrique du graphique de repére conventionnel doit étre déterminé comme étant en
(X-size/2, Y-size/2).

Exemple 1
FIDUCIAL TYPE Fidl = “tile.bmp”, 200, 250;
Cet exemple décrit un repére conventionnel, trouvé comme un fichier externe «tile.bmp»,

appelé de maniére unique Fidl, avec un X-size de 200 unités, et un Y-size de 250 unités. Les
unités sont définies par le paramétre GEOMETRIC_UNITS.
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Exemple 2

FIDUCIAL TYPE {
fidul = “graphicl.bmp”, 200, 300;
fidu2 = “graphic2.dxf”, 500, 500;
fidu3 = “graphic3.gif”, 100, 100;
}

Cet exemple de plusieurs définitions décrit trois types et tailles séparés de repére
conventionnel.
= fidul est contenu dans le fichier «graphicl.bmpy», d'une taille de 200 unités par 300

unités.

= fidu2 est contenu dans le fichier «graphic2.dxf», d'une taille de 500 unités par 500
ites.

= Fidu3 est contenu dans le fichier «graphic3.gif», d'une taille de 100 unijtés|par 100
Linités.

8.3.9 Parameétre FIDUCIAL

Nom de|paramétre FIDUCIAL
Type duf paramétre Structure

Fonctio du paramétre La structure FIDUCIAL définit I'emplacementjet I'orientation de|chaque
repere conventionnel graphique. En tant\gue structure, FIDUCIAL peut
étre utilisé pour définir un repére,Jeonventionnel unique [ou une
multitude de repéres conventionnels.

Dépendpnces GEOMETRIC_VIEW, FIDUCIAL_TYPE, GEOMETRIC_UNITS, et
GEOMETRIC_ORIGIN.
Notes Chaque nom de type de repére conventionnel utilisé doit ayoir été

préalablement déclaré dans\tine invocation de FIDUCIAL_TYPE et les
informations relatives aux“paires de coordonnées doivent se rapporter
au GEOMETRIC_ORIGIN du dispositif.
Référence Annexe E.

Syntaxe| de la définition d'un FIDUCIAL Unique:

FIDUCIAL F_n = Fiducial\type_name, X-co., Y-co., orientation;
FIDUCIAL F_n = Fiducial’ type_name, X-co., Y-co., orientation;

Syntaxe| de la définition d'un’ FIDUCIAL multiple:

FIDUCIAL {
F_n= Fiducial_type_name, X-co., Y-co., orientation;
F_n = Fiducial_type _name, X-co., Y-co., orientation;
F_n = Fiducial _type _name, X-co., Y-co., orientation;

ou:

8.39.1 F_n

o

Identificateur de repere conventionnel unique, ou “n” est le numéro effectif du repeére
conventionnel (nombre entier, conformément a 7.1.3.4), numérotation a partir du coin
supérieur gauche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Noter que le trait de
soulignement est facultatif, il est utilisé pour la clarté seulement.

8.3.9.2 Fiducial_type_name

Nom textuel (conformément a 7.1.3.2) d'une forme référencée de FIDUCIAL_TYPE
(conformément a 8.3.8.1), lequel nom doit avoir été préalablement déclaré (voir 7.1.4).
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8.3.9.3 X-co

Valeur numérique réelle de la coordonnée X (comme en 7.1.3.3) pour I'emplacement du centre
de la forme de repére conventionnel, en unités définies par le paramétre GEOMETRIC_UNITS.
Cette valeur est rapportée a la valeur de la coordonnée X du GEOMETRIC_ORIGIN, et ce
parameétre a un fonctionnement identique a celui décrit en 8.4.5.4.

8.3.9.4 Y-co

Valeur numérique réelle de la coordonnée Y (conformément a 7.1.3.3) pour I'emplacement du
centre de la forme de repére conventionnel, en unités définies par le paramétre
GEOMETRIC_UNITS. Cette valeur est rapportée a la valeur de la coordonnée Y du
GEOMEIRIC_QRIGIN et ce pqrqmbfrn aun fonctionnement idpntiqnp aceluidécriten 8.4.5.5.

8.3.9.5 Orientation

Valeur d'orientation, en valeurs entieres de 0 a 360 (voir 7.1.3.4). |l s'agit de I'angle de|rotation
dans le|sens horaire, exprimé en degrés, autour du centre de référence.'géométriqye de la
forme de repére conventionnel. Si les lettres “MX” sont incluses, l'orightation de la forme de
repére gonventionnel doit étre miroitée dans I'axe X; de méme, si les (ettres “MY” sont |ncluses,
I'orientation de la forme de repére conventionnel doit étre miroitée(dans I'axe Y. “MX”|et “MY”
peuvent| étre présents simultanément (voir Annexe D pour une\feprésentation graphlique) et
I'ensemple du miroitage doit étre effectué autour du centre de référence géomeétrique de la
forme de repére conventionnel. Noter que 'opération de miroitage doit étre réalisée en|premier
lieu puis le repére conventionnel doit étre tourné de I'angle d'orientation. Ce paraméfre a un
fonctionnement identique a celui décrit en 8.4.5.6

Exemple 1
FIDUCIAL Fid007 = fidul, 5000, 7000, MXO;

Cet exemple déclare que le repére conventionnel Fid007......

= estsitué a X =5 000 unités, Y*=7 000 unités,
= estun FIDUCIAL_TYPE dénammé “fidu1”, miroité sur I'axe X et orienté a 0°.

Exemple 2
FIDUCIAL F_18 = fiduxXl, 1000, 2200, 90;
Cet exemple déclaretque le repére conventionnel F_18 .....

=  estsituéaX =1 000 unités, Y = 2 200 unités,

= est uRFIDUCIAL_TYPE dénommé “fiduX1”, orienté (tourné) de 90° dans |e sens
noralire.

Exemple 3

FIDUCIAL ({
Fid007-fidul, 5000, 7000, MXO;
F 18 = fiduX1l, 1000, 2200, 90;
}

Cet exemple de définition de repére conventionnel multiple déclare des données
conventionnelles identiques a celles montrées dans les Exemples 1 et 2.

8.4 DONNEES RELATIVES AUX BORNES

8.4.1 Paramétre TERMINAL_COUNT

Nom de paramétre TERMINAL_COUNT
Type du paramétre Variable
Fonction du paramétre Spécifie le nombre de bornes électriques ou de points de connexion.
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Valeurs du parameétre
Limitations

Exemple

Notes

— 05 —

Integer, conformément a 7.1.3.4.

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

TERMINAL COUNT = 44;

La valeur de TERMINAL COUNT doit étre déclarée avant la
déclaration ou l'utilisation de tout TERMINAL.

8.4.2 Paramétre TERMINAL_TYPE_COUNT

Nom de parameétre
Type du parametre
Fonction du paramétre

Valeurs du parametre

TERMINAL_TYPE_COUNT

Variable

Spécifie le nombre de formes ou types différents de borne de
connexion ou de liaison.

Integer. conformémenta 7.1.3.4.

Limitatigns
Exemplg
Notes

8.4.3 Paramétre CONNECTION_COUNT

Nom de|[parameétre
Type du parameétre
Fonctiop du paramétre

Valeurs|du paramétre
Limitatigns

Exempl¢
Notes

8.44 Paramétre TERMINAL_TYPE

Nom de[paramétre
Type du parametre
Fonction du paramétre

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
TERMINAL TYPE COUNT = 4;

La valeur de TERMINAL_TYPE_COUNT doit étre déclarée avant la
déclaration ou l'utilisation d'un quelconque TERMINAL‘ JTYPE.

CONNECTION_COUNT
Variable, facultatif
Spécifie le nombre maximal de connecteurs utilisés par le pgrameétre
TERMINAL. Ce paramétre spécifie en(fait la valeur la plus éleyée pour
le nombre conn_N de connexions’ utilisées dans la déclaration du
paramétre TERMINAL (voir 8.4.5,2).

Integer, conformément a 7.1.3.4.

Doit étre déclaré une seuledaqis dans un seul bloc DEVICE.
CONNECTION COUNT = @&;

Il convient de déclarerla valeur de CONNECTION_COUNT avant la
déclaration ou I'utilisation de tout TERMINAL. Il doit étre utilisé/comme
le contrble limitepour les nombres conn_N de connexiong. Si le
paramétre CONNECTION_COUNT n'est pas déclaré, aucun contrble
n'aura lieu.

TERMINAL_TYPE
Structure

La structure TERMINAL_TYPE attribue un nom de type et géfinit la
forme et la taille d'un type individuel de borne. En tant que sfructure,
TERMINAL_TYPE peut étre utilisé pour définir un type de borng unique
ou une multitude de types de borne.

Dépendhnces GEOMETRIC_UNITS, GEOMETRIC_VIEW,
TERMINAL_TYPE_COUNT

Notes Les paires de coordonnées sont uniguement rapportées au ftype de
forme de borne et sont utilisées comme des références lors du
placement de la forme.

Référence Annexe E.

Syntaxe de la définition d'un TERMINAL_TYPE unique:

TERMINAL_TYPE Terminal _type name = Terminal_shape_type, Co-ordinates.,,,;
TERMINAL_TYPE Terminal_type_name = Terminal_shape_type, Co-ordinates.,,,;

Syntaxe de la définition d'un TERMINAL_TYPE multiple:

TERMINAL_TYPE {
Terminal_type_name = Terminal_shape_type, Co-ordinates .,,,;
Terminal_type_name = Terminal_shape_type, Co-ordinates .,,,;
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Terminal_type_name = Terminal_shape_type, Co-ordinates .,,,;

Terminal_type_name

Nom de référence textuel pour un type de borne (conformément a 7.1.3.2), lequel nom doit étre
unique dans le bloc DEVICE.

8.4.4.2

Terminal_shape_type

Détermi

8.4.43

Valeurs

he le type de forme de borne (il n'est nécessaire d'utiliser que la premiére lettre):

Tableau 1 — Types de forme de borne

Carac- Donnée Forme
tere DET
R RECT Rectangle,
C CIRC Cercle,
E ELL Ellipse,
P POLY Polygone.

Coordonnées (Co-ordinates)

de coordonnées en nombre réel (voir Tableau 2), conformément a 7.1.3.3.

Elles spcifient les coordonnées relatives pour la forme de borne et, ce faisant, déterminent le
centre de référence géométrique pour la\forme. Le centre de référence géométrique|pour la
forme sera utilisé par les coordonnées MERMINAL (voir 8.4.5.4 et 8.4.5.5) pour placer la forme,
et toutgs les opérations de rotation ‘et de miroitage seront réalisées autour du cgntre de
référenge géométrique. Seule Jasforme polygonale peut avoir un centre de référence
géomeéttique autre que le «centteyde gravité» naturel.
Tableau 2 — Coordonnées de la forme de borne
Forme Coordonnées Centre de référence géométrique
Rectangle X-size, Y-size Le centre géométrique (0,0) se placera a X-size/2:Y-
size/2
Cercle Diamétre Le centre géométrique (0,0) se placera a
diamétre/2:diametre/2
Ellipse X-axis, Y-axis Le centre geometrique (0,0) se placera a X-axis/2:Y-
axis/2
Polygone X-coq, Y-CO1 ,...... Un polygone de “N” cotés aura N paires de
X-con, Y-con coordonnées géométriquement centrées sur (0,0), avec
I'nypothése que la forme polygonale sera complétée par
le vecteur (Xcon,Ycon - Xco1,Ycoq)
Exemple 1

TERMINAL TYPE ShapeRl

= Rectangle, 200, 250;

Cet exemple décrit un rectangle, appelé de maniére univoque «ShapeR1», avec une dimension
sur I'axe X de 200 unités et une dimension sur I'axe Y -de 250 unités. Les unités sont définies
par le paramétre GEOMETRIC_UNITS.
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Exemple 2

97—

TERMINAL TYPE ({

ShapeRl = R, 200, 300;

ShapeC2 = C, 250;

ShapeE3 = E, 400, 200;

ShapeP4 = P, (150, 200), (=150, 200), (-150,-150), ( 150,

}

Cet exemple décrit quatre types et formes distincts de borne:

= ShapeR1 est une borne rectangulaire ayant une dimension sur I'axe X de 200 unités et
une dimension sur I'axe Y de 300 unités,

= ShapeC2 est une borne circulaire de 250 unités de diametre,

AV4

-150) ;

- Qla - 4
PIIdpTL.O Tol Ul

Noter qlie seule la premiere lettre du descripteur Terminal_shape_type estrutilisée et
noms Terminal_type name sont uniques.

8.4.5 Parameétre TERMINAL

Nom de[parameétre
Type du parameétre
Fonctiom du paramétre

Dépendpnces

Notes

Syntaxe| de la définition

TERMINAL T_n

TERMINAL T_n

Syntaxe| de la définition

jiameétre sur I'axe Y de 200 unités, et
= ShapeP4 est une forme de borne polygonale a quatre cOtés, avec _Un cd
éférence géométrique a (0,0).

&+

lo [THH H bk 1 ol 400
I DUITIT TIHTPUYuUT avoclL Uull Uldliticlic ouUl TdAT A UT SUU UTT

TERMINAL

Structure

La structure TERMINAL définit le nem, I'emplacement, I'orien
la fonction électrique de chaque )borne de connexion. En t
structure, TERMINAL peut étre Gtilisé pour définir une seule b
une multitude de bornes.

TERMINAL_COUNT, CONNECTION_COUNT, GEOMETRIC_V
TERMINAL_TYPE, GEOMETRIC_UNITS, GEOMETRIC_ORIGI
Chaque nom de type de repere conventionnel utilisé doit a
préalablement déclaré dans une invocation de FIDUCIAL_TY

informations relatives aux paires de coordonnées doivent se r
au GEOMETRIC) ORIGIN du dispositif. Se référer a I'Annexe E

d'un TERMINAL unique:
= conn/N, Terminal type name, X-co., Y-co., orij
Terminal name, IO type;

~\conn N, Terminal type name, X-co., Y-co., orl
Terminal name, IO type;

d'un TERMINAL multiple:

s et un

ntre de

que les

ation et
ant que
orne ou

EW,
N.
oir été
E et les
bpporter

ent.,

ent.,

FERMINAL
T n = conn N, Terminal type name, X-co., Y-co., qrient.,
Terminal name, IO type;
T n = conn N, Terminal type name, X-co., Y-co., orient.,
Terminal name, IO type;
T n = conn N, Terminal type name, X-co., Y-co., orient.,

ou:

8451 T.n

Terminal name, IO type;

Identificateur de borne unique, ou “n” est le numéro effectif de la borne (nombre entier,
conformément a 7.1.3.4), numérotation a partir du coin supérieur gauche dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre. Noter que le trait de soulignement est facultatif, il est
utilisé pour la clarté seulement.
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8.4.5.2 conn_N

Numéro de connexion, nombre entier non unique, conformément a 7.1.3.4. Ce numéro de
connexion est simplement une référence d'emplacement et peut facultativement se rapporter a
une broche de boitier; peut ne pas étre présent ou bien peut étre zéro, 0, ou laisser vide si
inconnu. L'avantage singulier de ce numéro de connexion est de spécifier et identifier plusieurs
bornes qu'il est nécessaire de raccorder ensemble. Il convient de vérifier la valeur de ce
numéro de connexion afin de s'assurer qu'il ne dépasse pas la valeur déterminée par
CONNECTION_COUNT, lorsqu'elle est spécifiée.

8.4.5.3 Terminal_type_name

Nom textuel (r‘nnfnrmémpnf a 713 9) d'une forme référencée de TERMINA _TYPE
(conformément a 8.4.3.1), lequel nom doit avoir été préalablement déclaré (voir 7.1.4).

8.4.5.4 X-co

Valeur numérique réelle de la coordonnée X (conformément a 7.1.3.3) pourl'emplacement du
centre de la forme de borne, en unités définies par le parametre GEOMETRIC_UNITE. Cette
valeur sg rapporte a la valeur de la coordonnée X du GEOMETRIC_ORIGIN.

8.4.5.5 Y-co

Valeur numérique réelle de la coordonnée Y (conformémert a’7.1.3.3) pour I'emplacement du
centre de la forme de borne, en unités définies par le parametre GEOMETRIC_UNITE. Cette
valeur sg rapporte a la valeur de la coordonnée Y du GEOMETRIC_ORIGIN.

8.4.5.6 Orient

Valeur d'orientation, en valeurs entiéres de 0.8 360, conformément a 7.1.3.4. Il s'agit d¢ I'angle
de rotdtion dans le sens horaire, exprnimé en degrés, autour du centre de référence
géométrique de la forme de borne. Si les-lettres “MX” sont incluses, I'orientation de la forme de
borne dpit étre miroitée dans I'axe Xjxde méme, si les lettres “MY” sont incluses, l'orientation
de la fgrme de borne doit étre miroitée dans l'axe Y. “MX” et “MY” peuvent étre présents
simultanément (voir Annexe D pour une représentation graphique) et I'ensemble du miroitage
doit étrg effectué autour du centre de référence géométrique de la forme de borne. Noter que
I'opératipn de miroitage doit\étre réalisée en premier lieu puis la borne doit étre tournée de
I'angle d'orientation.

8.4.5.7 Terminal.name

Nom tektuel, nen unique, conformément a 7.1.3.2. Ce nom de borne sert a la référence
utilisatepr etra'affichage graphique seulement et peut étre omis.

8.4.5.8 —1O_type

Lettre unique indiquant le type de fonction des broches de borne tel que donné au Tableau 3,
non obligatoire. D'autres caractéres peuvent étre ajoutés selon les besoins.
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Tableau 3 — Types d'l/O (c'est-a-dire E/S) de borne

Lettre Fonction des bornes

Input (c'est-a-dire Entrée), numérique

Output (c'est-a-dire Sortie), numérique

Bi-directional (c'est-a-dire Bidirectionnelle), numérique

Ground connection (c'est-a-dire Raccordement a la terre)

Alimentation, il peut s'agir de n'importe quel type d'alimentation.

Broche Analogique, entrée ou sortie

E|»|<|®|w|O

No-connect pin (c'est-a-dire broche sans connexion) laisser
déconnectée

[

Undetermined (c'est-a-dire Indéterminée), 1/0 (c'est-a-dire E/S
programmable par l'utilisateur

T Test pin (c'est-a-dire broche d'essai), connecter seulement sur ayis.dés
fabricants

X Raccordée intérieurement, ne pas raccorder

Broche d'entrée fonctionnelle numérique, a maintenir at niveau logique
Haut

L Broche d'entrée fonctionnelle numérique, a mainténir au niveau logique
Low (c'est-a-dire Bas)

T_n (vqir 8.4.5.1) doit toujours étre unique alors.'que le numéro de connexion de| broche
(Paragraphe 8.4.5.2), conn_N, et le nom de borfe (voir 8.4.5.7), Terminal_name, peyvent ne
pas étre uniques.

Exemple 1
FERMINAL Pin007 = 9, ShapeR1, (5000, 7000), MXO0, VCCl, V;
Cet exemple déclare que la borne *Pin007"......

= estraccordée a la cannexion arbitraire N° 9,
= estsitué a X =5 000 unités, Y =7 000 unités,
= est un TERMINAL_TYPE dénommé “ShapeR1”, miroité sur I'axe X et orienté a (°, et
= @st appelée ‘MCC1”, et

= st une broche d'alimentation électrique.

Exemple 2

TERMINAL Conn08 = 17, ShapeP2, 5000, 7300, 90, gd2i, 7T
TERMINAL Conn0O9 = 17, ShapeP2, 5000, 7800, 90, gd2o0, O;

Ces exemples déclarent que les bornes “Conn08” et “Conn09”.....

= sont toutes deux raccordées a la connexion arbitraire N° 17,

= sont situées respectivement a X = 5000 unités, Y = 7300 unités et a X = 5000 unités,
Y = 7800 unités,

= sont toutes deux d'un TERMINAL_TYPE dénommé “ShapeP2”, orienté (tourné) de 90°
dans le sens horaire,

= sontdénommées “qd2i” et “qd20”

» et constituent une connexion bidirectionnelle I1/O numérique “qd2I” étant une entrée (I)
et “qd20” une sortie (O).
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Exemple 3

Cet exemple déclare que la borne “Term10”

TERMINAL TermlO , ShapeP2, 5000, 7600, 0, , X;

n'est pas raccordée (ou n'a pas de référence de connexion spécifique),
est située a X = 5000 unités, Y = 7600 unités,

est d'un TERMINAL_TYPE dénommé “ShapeP2”, orienté a 0°, et

n'a pas de nom attribué et

est spécifiee comme une borne a laquelle rien ne doit étre relié.

Exemple 4

Cet exe

Exempl

Cet exe
montrég

8.4.6
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14

ShapeR2, 25000, 97000, MXMYS0,

TERMINAL T_ 44 ;
Mmple déclare que la borne T_44
n'est pas raccordée (ou n'a pas de référence de connexion spécifique),

pst située a (25000:97000),

pst d'un TERMINAL_TYPE dénommé “ShapeR2”, miroité a la fojs)dans I'axe X
'axe Y, puis orienté a (tournée dans le sens horaire de) 90°,

'a pas de nom attribué, et

'a pas de propriétés de connexion électrique spécifiées.

ebd

TERMINAL {
Pin007 =
Conn08
Conn09
TermlO
T_ 44

9, ShapeRl,
17, ShapeP2, \(5000, 7300
17, ShapeP2% (5000, 7800
ShapeP2 (5000, 7600),

(25000, 97000),

(5000, 7000), MXO,

90,

VCC1,
' qd2i,
, 90, gd2o,
0, ,» X;
MXMY 90,

)
)

4

ShapeR2y

= r

}

mple de définition de borne multiple déclare des données de borne identiques
s dans les Exemples 1 a 4.

Parameétre TERMINAL-GROUP

et dans

a celles

Nom de|paramétre
Type dul paramétre
Fonction du paramétre

TERMINAL_GROUP

Structure

ka structure TERMINAL _GROUP affecte a un groupe de bo|
seul identificateur de groupe de bornes qui peut étre utilisé a
d'une liste de bornes. La structure peut étre utilisée pour définir
groupe ou une multitude de groupes.

Se référer aux régles de TERMINAL_GROUP (voir
détails.

rnes un
a place
un seul

8.4.6.1) pour les

Valeurs du parametre

Dépendances
Limitations
Référence
8.4.6.1

8.4.6.1.1 Contenu

Les élém

Deux—ou plusieurs—idemntificateurs—de—borme—ou de—groupe, tels que
définis en 8.4.5.1 et 8.4.6.3

TERMINAL (voir 8.4.5)

Un identificateur de TERMINAL_GROUP doit étre unique et peut
seulement étre référencé aprés qu'il a été déclaré.

Annexe B.

Reégles relatives a TERMINAL_GROUP

ents formant un groupe peuvent étre des identificateurs de bornes, des

identificateurs de groupes ou tout mélange des deux. Un groupe doit contenir au
moins deux éléments.
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8.4.6.1.2 Unicité

Tous les éléments d'un groupe doivent étre uniques. Un groupe ne peut contenir
de groupes qui se référent directement ou indirectement au méme élément.

8.4.6.1.3 Ordre
L'ordre des éléments dans des groupes peut étre important. Lorsque deux ou

plusieurs groupes doivent étre reliés dans une permutation, les éléments
de ces groupes doivent correspondre a travers les groupes.

8.4.6.1.4 Récursivité
Un groupe ne peut se contenir lui-méme ni ne peut-il contenir de groupe qui se

référe directement ou indirectement a lui-méme.

Syntaxe

Syntaxe

ou:
8.4.6.2

L'identif

(Nombr¢ entier, conformément a 7.1.3.4). Noter que le trait de soulignement est faculta
utilisé ppur la clarté seulement.

8.4.6.3
Deux oy

TERMINAL_GROUP {

de la définition d'un TERMINAL_GROUP unique:

de la définition d'un TERMINAL_GROUP multiple:

au sein

TERMINAL_GROUP G_n = _ Terminal ou Group identifier, ... Terminal-or\Group identifier;
TERMINAL_GROUP G_n = _ Terminal ou Group identifier, ... Terminal or Grou:t

identifier;

G_n = _Terminal ou Group identifiefy... Terminal or Grodp identifier;
G_n=

_ Terminal ou Group identifier, ... Terminal ou Gro

G_n

up identifier;

cateur de TERMINAL_GROUP unique **n” est le numéro réel du TERMINAL_IGROUP

Identificateur de borne ou de groupe (Terminal ou Group identifier)
plusieurs noms d'identificateur de borne ou de groupe de bornes

out nom d'identificateur de borne doit étre déclaré au préalable dans une déc

tif, il est

laration

e TERMINAL (voir'8.4.4.1). Un nom d'identificateur de borne ne peut apparaftre¢ qu'une

eule fois dans_une affectation de groupe unique.

out nom._d'identificateur de groupe de bornes doit étre déclaré au préalable d
éclaration’ de TERMINAL_GROUP (voir 8.4.6.2). Un nom d'identificateur de gr
ornes \peut apparaitre une seule fois dans une seule affectation de group
ircularité ou récursivité d'affectation est interdite.

Notes

TERMINAL GROUP G 1
TERMINAL GROUP G_2

T 10, T 11, T IZ;
T 15, T 16, T 12;

TERMINAL GROUP {
G3=T1, T 2;
G 4 =T 4, T 5;
G5=0G1, T 3;
G6=2G3, G4, T 11;

}

Dans tous les cas, un identificateur de borne unique doit se

ans une
bupe de
e. et la

ulement

apparaitre une seule fois dans un groupe. Cela est également pertinent

lorsqu'il s'agit de considérer I'expansion d'un groupe de bornes.
Se référer a I'Annexe B.
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Paramétre PERMUTABLE

parameétre
paramétre

PERMUTABLE

Structure

La structure PERMUTABLE affecte une liste de bornes ou de groupes
de bornes qui sont permutables. La liste peut comprendre des
identificateurs de bornes (voir 8.4.5.1) ou des identificateurs de
groupes de bornes (conformément a 8.4.6.2) mais pas un mélange des
deux types d'identificateur. Chaque affectation PERMUTABLE déclare
que les bornes ou groupes de bornes énuméré(e)s sont échangeables
et/ou permutables en termes de fonctionnalité. Cela sert a faciliter la

connexion et le routage alternatifs par un logiciel de CAO.

Se référer a Régles de PERMUTABLE (voir 8.4.7.1) pour les détails.

Valeurs

Dépend

Notes

Référen

8.4.71

8.4.71.

8.4.7.1.]

8.4.7.1.

SC IéfélCl a i'AIIIIU)\U B POuUl U"du.llcb U)\piibdiiullb.
du paramétre La déclaration du paramétre PERMUTABLE doit consister ;soif en une
liste de deux ou plusieurs identificateurs de bornes (voir(8.4.6.1), soit
en deux ou plusieurs identificateurs de groupes de bornesAvoir(8.4.6.1),
mais ne doit pas contenir de mélange d'identificateurs de bgrnes et
d'identificateurs de groupes de bornes.
Bnces TERMINAL (voir 8.4.5)
TERMINAL_GROUP (voir 8.4.6)
Dans tous les cas, un identificateur de bornpe unique doit seulement
apparaitre une seule fois dans un groupe’,Cela est pertinent |lorsqu'il
s'agit de considérer I'expansion d'un groupe de bornes.
Pour la permutation correcte de, groupes de bornes dans une
affectation de PERMUTABLE unique, il est obligatoire que la s}quence
de bornes dans chaque groupe<corresponde directement a la s¢quence
de bornes des autres groupes.de bornes au sein de |'affectation
ce Annexe B.
Régles relatives a PERMUTABLE
| Contenu
Les éléments formant une permutation peuvent étre des identificateurs dg bornes
ou des identificateurss de groupes mais pas un mélange des deyx. Une
permutation doit contenir au moins deux éléments.
p Unicité
Tous les élements d'une permutation doivent étre uniques. Une permutation ne
peut contenir de groupes qui se réferent directement ou indirectement ali méme
élément,
Chague élément d'une permutation doit contenir le méme [nombre
d'identificateurs de bornes (au sein de groupes de bornes ou non) que les|autres.
B Ordre
L'ordre des éléments dans une permutation n'a pas d'importance

Syntaxe de la définition d'un PERMUTABLE unique:

PERMUTABLE P_n = Terminal identifier, ... Terminal identifier;
PERMUTABLE P_n = Terminal identifier, ... Terminal identifier;
PERMUTABLE P_n = Group identifier, ... Group identifier;
PERMUTABLE P_n = Group identifier, ... Group identifier;

Syntaxe de la définition d'un PERMUTABLE multiple:

PERMUTABLE {

P_n = Terminal identifier, ... Terminal identifier;
P_n = Terminal identifier, ... Terminal identifier;
P_n = Group identifier, ... Group identifier;
P_n = Group identifier, ... Group identifier;
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Exemple PERMUTABLEP 1 = T 1, T 2, T 3;
PERMUTABLE P_2 = GP1l, GP2, GP3, GP5, GP4;
PERMUTABLE {
P1="T1, T 2;
P2=7T4, T 5;
P3=7T09, T 10;
P 4 =7T 12, T 13;
P5=G5, G6, G 7, G_8;

8.5 DONNEES RELATIVES AUX MATERIAUX

8.5.1 Parameétre TERMINAL_MATERIAL
Nom de|paramétre TERMINAL_MATERIAL
Type dul parameétre Variable
Fonctiom du paramétre Spécifie le matériau utilisé pour les terminaisons | Afinales
dispositif
Valeurs|du paramétre Données de chaine textuelle, conformément a 7.11371
Limitatigns Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloe’DEVICE.
Exempl¢ TERMINAL MATERIAL = “Al”;
TERMINAL MATERIAL = “Cuivre”;
TERMINAL MATERIAL = “SAC405”;
8.5.2 Paramétre TERMINAL_MATERIAL_STRUCTURE
Nom de|paramétre TERMINAL _MATERIAL_STRUCTURE
Type dul paramétre Variable

sur

Fonctiop du paramétre Spécifie la structure séquentielle des matériaux utilisés pour établir les

terminaisons sur le dispositif.

Valeurs|du parameéetre Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Limitatigns Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

Exemplé¢ TERMINAL MATERIAL STRUCTURE = “Al-Ti-Ni-Au”;

8.5.3 Paramétre DIE_SEMICONDUCTOR_MATERIAL

Nom de|paramétre DIE_SEMICONDUCTOR_MATERIAL

Type duf paramétre Variable

Fonctiop du paramétre Spécifie le matériau semiconducteur qui est utilisé pour la fabri
de la puce.

Valeurs|du parametre‘Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Limitatigns Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

Exemple DIE SEMICONDUCTOR MATERIAL = “Insulator”;
DIE SEMICONDUCTOR MATERIAL = “Silicon”;
DIE_SEMICONDUCTOR MATERIAL = “Sapphire”;

Notes Ce paramétre est pertinent seulement si le matériau de base d
puce est différent du matériau du substrat de la puce.

8.5.4 Parameétre DIE_SUBSTRATE_MATERIAL

Nom de parameétre DIE_SUBSTRATE_MATERIAL

Type du paramétre Variable

Fonction du paramétre

Valeurs

ation

fabriquée lorsqu'il différe du DIE_SEMICONDUCTOR_MATERIAL.

du paramétre Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Limitations Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

Exemple DIE SUBSTRATE MATERIAL

“Silicon”;
“Insulator”;
“Sapphire”;

DIE SUBSTRATE MATERIAL
DIE SUBSTRATE MATERIAL

Spécifie le matériau de base ou de substrat sur lequel la puce est
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8.5.5 Paramétre DIE_SUBSTRATE_CONNECTION

Nom de paramétre DIE_SUBSTRATE_CONNECTION

Type du paramétre Variable

Fonction du paramétre Spécifie la connexion électrique pour le substrat, s'il en existe. Par
fabrication, le substrat peut déja étre connecté électriquement, ce qu'il
convient également de déclarer. Lorsqu'il convient d'établir une
connexion électrique, le point de potentiel pour la connexion doit aussi
étre déclaré.

Valeurs du parameétre Une ou plusieurs données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1.
Le premier parametre doit étre conforme aux valeurs données dans le

Tableau 4.
Limitations Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
Exemplea D1bE SUBSTRKATE CONNECTION = CONN™, 7"Ground ;
DIE SUBSTRATE CONNECTION “N/A";
DIE SUBSTRATE CONNECTION = “ISOL”;

DIE SUBSTRATE CONNECTION
DIE SUBSTRATE CONNECTION
DIE SUBSTRATE CONNECTION
DIE SUBSTRATE CONNECTION

“OPT”,”Most Negapive
“OPT”,"”"Most Posdtivel;
“CONN”, ”Digital vdd”
“OPT”,”Analeqg groundf;

~e

Tableau 4 — Parameétres de connexion au substrat

Valeur du paramétre Fonction
CONN Doit étre connecté électriquement.
ISOL Doit étre isolé électriguement
OPT Peut étre connecté facultativement
N/A Non applicable
N/K Non coAnu (inconnu)
Notes Lorsque “CONN” ou “OPT” est’donné comme premiére valeur de parametre, la
deuxiéme valeur de paramétre doit étre complétement déclarée, denr'naniére
suffisamment adéquate paour étre comprise pour la connectivité électrique. Les

valeurs de parameétre-‘recommandées sont: “Most Positive”, “Most Negative”,
“‘GND”, “AGND”, “D6ND”, “VSS”, “VvDD”, “VEE”, “VCC”, “AVSS”, “AVDD”, AVEE”,
“*AVCC”, “DVSS”, ‘DVDD”, “DVEE”, “DVCC”,"VBIAS”, ou “SPECIAL”".
En variante, un_nom de TERMINAL spécifique “T_n", tel que décrit en 8.4.5, peut
étre utilisé comme seconde valeur de parameétre pour la connexion difecte au
substrat.

8.5.6 Paramgétre DIE_PASSIVATION_MATERIAL
Nom de|paramétre DIE_PASSIVATION_MATERIAL

Type du parameétre Variable

Fonction du paramé pécifie le matériau de passivation utilisé pour la surfa puce
Valeurs du parametre Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Limitations Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
Exemple DIE PASSIVATION MATERIAL “Silicon Nitride”;

DIE PASSIVATION MATERIAL
DIE PASSIVATION MATERIAL

“Oxy-Nitride”;
“Polyimide”;

8.5.7 Paramétre DIE_BACK_DETAIL

Nom de parameétre DIE_BACK_DETAIL

Type du parameétre Variable

Fonction du paramétre Spécifie la finition en détail au verso de la puce, pertinente pour
différentes méthodes de fixation/différents types de boitier, afin
d'inclure a la fois la finition et le matériau.

Valeurs du parametre Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Limitations Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

Exemple DIE BACK DETAIL = “Sawn”;
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DIE BACK DETAIL
DIE BACK DETAIL
DIE BACK DETAIL
DIE BACK DETAIL
DIE BACK DETAIL

“Au-Metallized”;
“Backlapped”:;
“Polished”;
“Gold Metal”;
“None”;

8.6 DONNEES RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES ASSIGNEES ELECTRIQUES ET

THERMIQUES

8.6.1 Paramétre MAX_TEMP

Nom de parameétre
Type du parameétre

MAX_TEMP
Variable

Fonctiofrduparamatre—Spécifietatemperature maximate —ataquette te—daispositifpput étre

Valeurs|du parameétre
Unités du paramétre
Limitatigns

Exempl¢

8.6.2 Paramétre MAX_TEMP_TIME

Nom de[parameétre
Type du parameétre
Fonction du paramétre

Valeurs|du parameétre
Unités du parameétre
Dépendances
Limitatigns

Exemplég

8.6.3 Paramétre POWER_RANGE

Nom de|[parameétre
Type duf paramétre
Fonction du paramétre
Valeurs|du parameétre
Unités du parameétre
Limitatigns

Exempl¢
Notes

exposé au cours d'une partie de la fixation de la puce, du)bragage du
dispositif ou autre processus de fabrication

Real, conformément a 7.1.3.3.

°C, Celsius

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
MAX TEMP = 280;

MAX_TEMP_TIME
Variable

Spécifie la durée maximale pendant laquelle le dispositif pgut étre
exposé a la température maximale au cours d'une partie de Ia| fixation
de la puce, du brasage du dispesitif ou autre processus de fabr|cation.
Real, conformément a 7.1.3'3"

Secondes

MAX_TEMP

Doit étre déclaré une-seule fois dans un seul bloc DEVICE.
MAX TEMP TIME\= 10;

POWER_RANGE
Variable

Spéegifie la puissance susceptible d'étre dissipée par le dispositif.
Real, conformément a 7.1.3.3.

W atts

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
POWER RANGE = 0.92;

Il convient d'utiliser ce paramétre avec prudence car, faute de $pécifier
complétement toutes les conditions de mesure, l'utilisation de cette

types de cas le plus défavorable.

8.6.4 Paramétre TEMPERATURE_RANGE

Nom de parameétre
Type du parameétre
Fonction du paramétre
Valeurs du parameétre

Unités du parameétre
Limitations

Exemple

Notes

TEMPERATURE_RANGE

Variable

Spécifie la plage de fonctionnement et de spécification de la puce.
Minimum (Réel, en °C), Maximum (Réel, en °C), conformément a
7.1.3.3.

°C, Celsius
Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
TEMPERATURE RANGE = -40, 90;

Dans le cas des puces nues, il convient d'utiliser ce parameétre avec
prudence et il est seulement destiné a indiquer le niveau de
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température opérationnelle ou spécifiée de la piéce emballée
équivalente.

8.7 DONNEES DE SIMULATION

8.7.1 Parameétre MODEL FILE de simulateur

Nom de parameétre
Type du parameétre
Fonction du paramétre
Valeurs du parameétre
Limitations

SIMULATOR_simulator_MODEL_FILE

Variable

Spécifie le nom du fichier modeéle a utiliser avec simulator.

Données de nom textuel, comme en 7.1.3.2

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE par type de
simulator.

Exemple SIMULATOR SPICE MODEL FILE = “BC109.MOD”;
SIMULATOR SPECTRE MODEL FILE = “RTBAAl.S”;

Notes Seuls doivent étre utilisés les noms de fichier, sans nom™de|chemin
relatif ou absolu.

Référenice Annexe D.

8.7.2 Parameétre MODEL FILE DATE de simulateur

Nom de|paramétre
Type duf paramétre
Fonction du paramétre
Valeurs|du paramétre
Limitatigns

Exempl¢

Notes

Référence

8.7.3 Parameétre NAME de simalateur

Nom de|paramétre
Type duf paramétre
Fonction du paramétre

Valeurs|du parametré
Limitatigns

Exempl
RéférenT;e

SIMULATOR_simulator_MODEL_FILE_DATE

Variable

Spécifie la date de création ou de validation”du fichier modéle.
Date, conformément a 7.1.3.5

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE par|type de
simulator.

SIMULATOR SPICE MODEL EILE DATE=719951021";
SIMULATOR VHDL MODEL FILE DATE="1993-05-17";
Il convient que cette date.coincide avec la date du fichier modgle réel,
pour indiquer que le fichier modele correct est en cours d'utilisation, et
pour une utilisation dans une fonction de création/établissement de
bibliotheque.
Annexe D.

SIMULATOR_simulator_NAME
Variable

Spécifie le nom du simulator générique ou spécifique pour lgequel le
ficher modele est approprié.

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1
Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE par|type de
simulator.

SIMULATOR SPICE NAME = “pSpice”;
SIMULATOR VERILOG NAME = “Verilog-XL”;
Annexe D.

8.7.4 Parameétre VERSION de simulateur

Nom de parameétre
Type du parameétre
Fonction du paramétre

Valeurs du parameétre
Limitations
Exemple

Référence

SIMULATOR_simulator_VERSION

Variable

Spécifie le numéro de version du simulator tel que spécifié par le
paramétre SIMULATOR_simulator_ NAME qui avait été utilisé pour
vérifier les données de modéle.

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE par type de
simulator.

SIMULATOR SPICE VERSION = “4.0.1";

SIMULATOR VERILOG VERSION = “1.7B”;

Annexe D.
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8.7.5 Paramétre COMPLIANCE de simulateur

Nom de parameétre
Type du paramétre
Fonction du paramétre

Valeurs du parameétre
Limitations
Exemple

Référence

SIMULATOR_simulator_COMPLIANCE
Variable

Spécifie le niveau minimal de conformité du simulateur requis pour a la

fois reproduire avec précision les résultats de la simulatio
corréler a ceux-ci.
Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

n et se

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE par type de

simulator.

SIMULATOR VHDL COMPLIANCE = “VHDL ’93”;
SIMULATOR SPICE COMPLIANCE = “2G6”;
Annexe D.

8.7.6 Paramétre TERM_GROUP de simulateur

Nom de|parameétre
Type du parameétre
Fonction du paramétre

Valeurs|du paramétre

Limitatigns

Exempl¢

Référenice

SIMULATOR_simulator_TERM_GROUP
Variable

Spécifie le groupe ou les bornes au(x)quel(les) s'applique le mgdéle de

simulateur.
S'il est absent, on suppose que le modéele s'applique a l'ense
dispositif.

mble du

Liste de bornes (conformément a 8.4.5.49/et/ou de groupes dg bornes

(conformément a 8.4.6.2)
Les bornes ou groupes de bornes référencé(e)s doivent avoir

Heja été

déclaré(e)s soit dans un paramétre\FERMINAL, soit dans un pgramétre

TERMINAL_GROUP.

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE par
simulator.

SIMULATOR SPICE TERM/GROUP = T 1, T 2, G

1;
SIMULATOR IBIS TERM GROUP = G 5, G 8, T_Tl, T 3
Annexes B et D.

8.8 DONNEES RELATIVES A LA MANUTENTION, AU CONDITIONNEMENT, AU

S[TOCKAGE ET A L'ASSEMBLAGE

8.8.1 Paramétre DELIVERY'.-FORM

Nom de[paramétre
Type du parametre
Fonction du paramétre
Valeurs|du parameétre
Limitatigns

Exempl¢

DELIVERY_FORM

Variable

Spécifie la forme dans laquelle la puce est livrée.

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
DELIVERY FORM “Wafer”;

DELIVERY FORM = “Die”;

DELIVERY FORM “Bare Die in Waffle Tray”;
DELIVERY FORM “Sawn Wafer”:

type de

DELIVERY FORM = “Tray”;
DELIVERY FORM “Bandoleer”, “Waffle”;

8.8.2 Parameétre PACKING_CODE

Nom de parameétre
Type du parametre
Fonction du paramétre

Valeurs du parameétre
Exemple

PACKING_CODE
Variable

Spécifie la forme du conditionnement primaire utilisé pour la livraison

des dispositifs.

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1
PACKING CODE “WAFFLE”;

PACKING CODE “GEL PACK”;

PACKING CODE = “Bandoleer”;
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8.8.3 Parameétres ASSEMBLY

Nom de parameétre
Type du parametre
Fonction du paramétre

Valeurs du parameétre
Exemples

Notes

ASSY _ text-identifier
Variable

Parameétre textuel général, pour permettre a I'utilisateur d'inclure des
techniques, parameétres et fonctionnements pertinents et identifiés.

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1
ASSY PROCESS LIMITATIONS = “NONE”;

Les identificateurs ASSY identifiers reconnus sont:

ASSY PROCESS LIMITATIONS
ASSY STORAGE LIMITATIONS

SSY LASSEMBT LIMITATTONS

8.9 DONNEES SPECIFIQUES AUX TRANCHES

8.9.1 Paramétre WAFER_SIZE

Nom de|paramétre
Type du parametre
Fonction du paramétre
Valeurs|du parameétre
Limitatigns

Exempl¢g

Notes

8.9.2 Parameétre WAFER_THICKNESS

Nom de|parame€tre
Type du parametre
Fonction du paramétre

ASSY TEMPERATURE LIMITATIONS
ASSY BONDING METHODS

ASSY BONDING MATERIALS

ASSY ATTACH METHODS

ASSY ATTACH MATERIALS

ASSY GENERAL REQUIREMENTS
.10 ASSY HANDLING REQUIREMENTS
.11 ASSY PACKING REQUIREMENTS
.12 ASSY STORAGE REQUIREMENTS
.13 ASSY SHIPPING REQUIREMENTS

O oo Jo U N

00 CO 0O OO OO 0O CO OO OO OO O CO OO
00 CO 0O OO OO 0O CO OO OO OO ¢O CO OO
WWWwwWwwwwwww ww

WAFER_SIZE

Variable

Spécifie le diameétre dexla tranche.

Données de chaine téxtuelle, conformément a 7.1.3.1

Doit étre déclaré un€ seule fois dans un seul bloc DEVICE.
WAFER SIZE =, %“6 inch”;

WAFER _SIZE™“s “150mm”;

Sachant .qujil” s'agit d'une valeur dimensionnelle mais relige a la

fabrication*et non a la taille de la puce, il est permis d'exp
parameétre WAFER_SIZE dans des unités différentes de celles

rimer le
définies

par.le paramétre GEOMETRIC_UNITS et, donc, les données sont

présentées en texte de forme libre.

THICKNESS
Variable
Détermine I'épaisseur (dimension Z) de la tranche.

Valeur de |a dimension 7 en nombre réel conformémenta 7 1 3.

Valeursldirparametre
Dépendances
Limitations

Exemple

Notes

GEOMETRIC_UNITS

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
WAFER THICKNESS = 10.5;

WAFER _THICKNESS = 80;

Les valeurs de dimensions sont exprimées en GEOMETRIC_UNITS.

8.9.3 Paramétre WAFER_THICKNESS_TOLERANCE

Nom de paramétre
Type du paramétre
Fonction du paramétre

Valeurs du parameétre
Dépendances
Limitations

WAFER_THICKNESS_TOLERANCE
Variable

Spécifie Il'une ou les plusieurs tolérances du paramétre

WAFER_THICKNESS qui peuvent étre attendues en rais
variations normales de processus.

Réelles en GEOMETRIC_UNITS, conformément a 7.1.3.3.
GEOMETRIC_UNITS, WAFER_THICKNESS

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

on des
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WAFER THICKNESS TOLERANCE = 2.5;
WAFER THICKNESS TOLERANCE = -1.2,1.5;

Une ou deux valeurs peuvent étre données:

Lorsqu'une tolérance unique est donnée, la tolérance doit étre prise
comme étant une valeur non signée +.

Lorsque deux valeurs de tolérance sont données:
la premiére valeur doit étre prise comme le minimum et
la seconde valeur doit étre prise comme le maximum.

8.9.4 Paramétre WAFER_DIE_STEP_SIZE

Nom de paramétre
Type du paramétre

WAFER_DIE_STEP_SIZE
Variable

Fonction du paramétre

Valeurs|du parameétre
Dépendpnces
Limitations

Exempl¢g

Référence

8.9.5 Paramétre WAFER_GROSS_DIE_COUNT
WAFER_GROSS_DIE_COUNT

Nom de|parameétre
Type duf paramétre
Fonctio du paramétre

Valeurs|du paramétre
Limitatigns

Exempl¢
Notes

Référenice

8.9.6 Paramétre WAFER_INDEX

Nom de|parameétre
Type duf paramétre
Fonction du paramétre

Détermine les dimensions de taille de pas en X et en Y, en
GEOMETRIC_UNITS, pour la puce sur la tranche, telles que equises
par le matériel de manutention mécanique.
Dimension X en nombre réel, dimension Y €n,-nombfre réel
(conformément & 7.1.3.3)

GEOMETRIC_UNITS, GEOMETRIC_VIEW

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc. DEVICE.
WAFER DIE STEP SIZE 280, 530;
WAFER DIE STEP SIZE = 1500, 1500,

Annexe H.

Variable
Spécifie le nombre de puees brutes entieres et viables (ayan{ le type
de puce en question) disponibles sur la tranche.

Integer, conformément a 7.1.3.4.

Doit étre déclaré unge seule fois dans un seul bloc DEVICE.
WAFER GROSS DIE COUNT = 2027;

Cette valeur xde paramétre est seulement destinée a donmper une
indication du:nombre de puces pertinentes et viables par tranche et ne
doit pas-avoir d'autre implication.
Annexe“H.

WAFER_INDEX
Variable

Spécifie le type de la caractéristique d'index sur une tranche|qui agit
comme une caractéristique de référence et son orientation par| rapport
a I'axe X pour la puce.
Le premier paramétre détermine le type de la caractéristique| d'index

Valeurs du paramétre

Limitations
Exemple

Notes

tandis que le second paramétre spécifie la relation angulaire
approchée entre lI'axe X supposé pour la puce et la caractéristique
d'index sur la tranche. L'angle doit étre donné, en degrés comptés
dans le sens horaire, de la caractéristique d'index, en prenant I'axe X
de la puce comme référence.

Données en chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1, avec la valeur
“Flat” ou “Notch”, suivie d'une seule valeur entiére, en unités de degrés,
de 0 a 359, conformément a 7.1.3.4.

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

WAFER INDEX = “Flat”,90;

WAFER INDEX = “Notch”,0;

Ce parameétre est seulement censé étre un guide et, donc, des
approximations entiéres doivent étre acceptables. Les angles négatifs
sont interdits. S'il existe plus d'un méplat sur la tranche, I'orientation
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est par rapport au méplat majeur ou principal. Cela peut aussi indiquer
la direction cristallographique [110].
Annexe H.

8.9.7 Paramétre WAFER_RETICULE_STEP_SIZE

Nom de parameétre
Type du paramétre
Fonction du paramétre

Valeurs du parameétre

WAFER_RETICULE_STEP_SIZE

Variable

Spécifie les dimensions répétées de pas en X et en Y et les
dimensions répétées pour un réticule unique.

Dimension X en nombre réel, dimension Y en nombre réel
(conformément & 7.1.3.3)

Dépendances GEOMETRIC UNITS, GEOMETRIC VIEW

Limitatigns Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

Exempl WAFER RETICULE STEP SIZE = 2500, 8000;

WAFER RETICULE STEP SIZE = 15000, 27500;

Notes Ce paramétre est surtout pertinent pour les tranches” MPW (Multi
Project Wafers, c'est-a-dire tranches multiprojet), ob~des instahces ou
WAFER_DIE_STEP_SIZE devient invalide en raison d'une relation non
entiére entre la taille du réticule et la taille de |la puce.

Référenfce Annexe H.

8.9.8 | Paramétre WAFER_RETICULE_GROSS_DIE_COUNT

Nom de|parameétre
Type duf paramétre
Fonction du paramétre

Valeurs|du paramétre
Limitatigns

Exempl¢
Notes

Référenice

8.9.9 Parameétres WAFER_INK

Nom de[parameétre
Type du parametre
Fonction du paramétre

WAFER_RETICULE_GROSS_DIE<COUNT
Variable

Spécifie le nombre de puces-brutes entieres et viables (ayan{ le type
de puce en question) placées\dans un réticule unique.
Integer, conformément a 7,1:3.4.

Doit étre déclaré une sedle fois dans un seul bloc DEVICE.
WAFER RETICULE GROSS DIE COUNT = 40;

Ce parameétre est surtout pertinent pour les tranches MPW (tranches
multiprojet) ou les instances ou le réticule contient plus d'un |type de
puce. Cette valeur de parametre est seulement destinée a donner une
indication du-nombre de puces pertinentes et viables par réticlle et ne
doit pas-avoir d'autre implication.
Annexe“H.

WAFER_INK_text-identifier
Variable

Parameétre textuel général, pour permettre a l'utilisateur d'inclure des
paramétres pertinents relatifs a la taille et a la couleur des points/encre
de la tranche. Cela revét une importance particuliére pour les systémes
visuels de sélection, tri et examen des puces.

Valeurs du parametre
Exemples

Notes

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1
WAFER INK COLOUR = “BLACK”;

WAFER INK LOCATION = “CENTRAL”;
WAFER INK SIZE MAX = “0.8mm”;

WAFER INK SORT COLOUR = “BIN1, RED, UPPER RIGHT”;
WAFER INK SORT COLOUR = “BIN2, GREEN, LOWER LEFT”;

Les identificateurs WAFER_INK_identifiers reconnus sont:

8.9.9.1 WAFER INK COLOUR
8.9.9.2 WAFER INK SIZE

8.9.9.3 WAFER INK SIZE TOL
8.9.9.4 WAFER INK SIZE MAX
8.9.9.5  WAFER INK LOCATION
8.9.9.6  WAFER INK LOCATION TOL
8.9.9.7 WAFER INK HEIGHT MAX
8.9.9.8 WAFER INK SORT COLOUR
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8.10 DONNEES SPECIFIQUES AUX TERMINAISONS A BOSSES

Toute donnée fournie qui est pertinente pour un dispositif «a bosses» (un dispositif utilisant
des structures de connexion a bosses ajoutées) peut seulement refléter les paramétres de
bosses au moment de la formation des bosses et pas nécessairement les paramétres finals.
En raison de la nature de la connexion a bosses finale, les parameétres de bosse seront altérés
et déformés au cours du processus de fixation. Il convient donc de considérer tous les
parameétres géométriques et métallurgiques donnés comme relatifs aux bosses «vierges»

8.10.1 Paramétre BUMP_MATERIAL

Nom de = _ 1
Type du parameétre Variable
Fonction du paramétre Spécifie le matériau métallurgique du plot de contact.

Valeurs|du parameétre
Limitations
Exempl¢g

Notes

8.10.2 | Paramétre BUMP_HEIGHT

Nom de|parameétre
Type duf paramétre
Fonctiop du paramétre

Valeurs|du paramétre
Dépendances
Limitatigns

Exemplg
Notes

8.10.3 [ Paramétre BUMP_HEIGHT_TOLERANCE

Nom de[paramétre

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1
Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

BUMP_ MATERIAL = “Copper”;

BUMP MATERIAL = “Molybdenum Telluride&?;
BUMP MATERIAL = “Au”;

BUMP MATERIAL = “SAC415”;

BUMP MATERIAL = “Pb-Sn”;

Reqws seulement pour les types de dispositifs avec des strucfures de
connexion a bosses. Lorsqu'un dispositif comporte a la fois deg bornes
a bosses et sans bosses, il convient d'utiliser TERMINAL_MATERIAL
pour décrire les bornes sans bosses et d'utiliser BUMP_MATERIAL
pour décrire la borne a bosse,

BUMP_HEIGHT
Variable
Spécifie la tolérance sur la hauteur du plot de contact au-dessps de la
surface de passivation.
Réelles numériques, en GEOMETRIC_UNITS, conformément a|7.1.3.3.
GEOMETRIC_UNITS

Doit étre-déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
BUMR_HEIGHT = 150.0;

Requis seulement pour les types de dispositifs avec des strucfures de
connexion a bosses. La hauteur de la bosse peut seulement étre
déclarée avant que la bosse ne soit modifiée par une fixation ef/ou une
connexion permanente.

BUMP_HEIGHT_TOLERANCE

Type du parametre
Fonction du paramétre

Valeurs du parameétre
Dépendances
Limitations

Exemple

Notes

Variable
Spécifie la tolérance sur la hauteur du plot de contact au-dessus de la
surface de passivation.
Réelles numériques, en GEOMETRIC_UNITS, conformément a 7.1.3.3.
GEOMETRIC_UNITS, BUMP_HEIGHT
Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
BUMP HEIGHT TOLERANCE = 35.0;
BUMP HEIGHT TOLERANCE = -10.0,25.0;
Une ou deux valeurs peuvent étre données:
Lorsqu'une tolérance unique est donnée, la tolérance doit étre prise
comme étant une valeur non signée +.
Lorsque deux valeurs de tolérance sont données:
la premiére valeur doit étre prise comme le minimum et
la seconde valeur doit étre prise comme le maximum.
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Requis seulement pour les types de dispositifs avec des structures de
connexion a bosses.

8.10.4 Paramétre BUMP_SHAPE

Nom de parameétre
Type du parameétre
Fonction du paramétre
Valeurs du parameétre
Limitations

Exemple

Notes

BUMP_SHAPE

Variable

Spécifie la forme de bosse du contact en hauteur.

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

BUMP SHAPE="Pyramidical”;

BUMP_ SHAPE="Ball”;

Requis seulement pour les types de dispositifs avec des structures de

8.10.5 | Paramétre BUMP_SIZE

Nom de|paramétre
Type duf paramétre
Fonction du paramétre
Valeurs|du paramétre
Dépendances
Limitatigns

Exempl¢g
Notes

8.10.6 [ Paramétre BUMP_SPECIFICATION_DRAWING

Nom de|paramétre
Type duf paramétre
Fonction du paramétre

Valeurs|du paramétre
Exempl¢

Notes

connexion a bosses. La forme de la bosse peut seulemént étre
déclarée avant que la bosse ne soit modifiée par une fixation ef/ou une
connexion permanente.

BUMP_SIZE

Variable

Spécifie la taille de bosse en coordonnéeg X.et -Y.
Réelles numériques, en GEOMETRIC_UNM'S, conformément a|7.1.3.3.
GEOMETRIC_UNITS

Doit étre déclaré une seule fois dans’ un seul bloc DEVICE.
BUMP SIZE= “150,150";

Requis seulement pour les types de dispositifs avec des strucfures de
connexion a bosses. La taille'de la bosse peut seulement étre déclarée
avant que la bosse ne,soit modifiee par une fixation etlou une
connexion permanente,

BUMP_SPECIFICATION_DRAWING
Variable

Spécifie-te(s) nom(s) du/des fichier(s) de dessin de spécification des
bosses.

Donhées de nom textuel, comme en 7.1.3.2

BUMP SPECIFICATION DRAWING = “BumpShapel.JPG”;
BYMP SPECIFICATION DRAWING = “BS1.JPG”, “BS2.TIF”;
Seuls doivent étre utilisés les noms de fichier, sans nom de|chemin
relatif ou absolu.
Requis seulement pour les types de dispositifs avec des strucfures de
connexion a bosses. Tout dessin de la bosse peut seulement| refléter
I'état de la bosse avant sa modification par une fixation etfou une
connexion permanente.

Référence

Plusieurs paramétres (fichiers de dessins de spécification) peuvent
étre introduits dans une déclaration unique ou bien plusieurs
déclarations peuvent étre utilisées pour le méme effet.

Il n'existe aucune exigence de mise a |'échelle ou positionnelle

Annexe |, Note 3 et 4.

8.10.7 Paramétre BUMP_ATTACHMENT_METHOD

Nom de parameétre
Type du paramétre
Fonction du paramétre

Valeurs du paramétre
Limitations
Exemple

BUMP_ATTACHMENT_METHOD

Variable

Spécifie le type de méthode de fixation requis ou conseillé pour ce type
de bosse.

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

BUMP ATTACHMENT METHOD “Thermocompression”;

BUMP ATTACHMENT METHOD = “Solder Reflow”;
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Notes Requis seulement pour les types de dispositifs avec des structures de
connexion a bosses.

8.11 DONNEES SPECIFIQUES AUX DISPOSITIFS A ENCAPSULATION REDUITE (MPD,
MINIMALLY PACKAGED DEVICE)

8.11.1 Parameétre MPD_PACKAGE_MATERIAL
Nom de paramétre MPD_PACKAGE_MATERIAL

Type du parameétre Variable

Fonction du paramétre Spécifie le matériau du corps d'emballage utilisé comme encapsulation
finale du MPD.

Valeurs du parametre _Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1.

Limitations Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

Exempl MPD PACKAGE MATERIAL “Plastic”;

MPD PACKAGE MATERIAL
MPD PACKAGE MATERIAL = “Ceramic”;
MPD PACKAGE MATERIAL = “Metal Can”;

Notes En général, requis pour des besoins d'assemblage

“Epoxy";

8.11.2 | Paramétre MPD_PACKAGE_STYLE

Nom de|paramétre MPD_PACKAGE_STYLE
Type duf paramétre Variable

Fonction du paramétre Spécifie le code pour le type de baitier tel que défini dans uné norme
ou tel que donné par le fabricant.

Valeurs|du parameétre Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1.

Limitatigns Doit étre déclaré une seule fois*dans un seul bloc DEVICE.
Exemplg MPD PACKAGE STYLE =_V“SOT-23";

MPD PACKAGE STYLE =“"MO”;

MPD PACKAGE STYLE = “TSOP-48";

8.11.3 | Parameétre MPD_CONNECTION-TYPE
Nom de|paramétre MPD_CONNECTION_TYPE

Type du parametre Variable

Fonctiop du paramétre Spécifie_ unhe méthode de connexion au MPD, telle que fil confducteur,
bosse,; etc.

Valeurs|du parameétre Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

Limitations Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.

Exemplé¢ MPD CONNECTION TYPE “Bump” ;

MPD CONNECTION TYPE “TAB Lead”;

8.11.4 | Parameétre MPD_MSL_LEVEL
Nom de|pafamétre MPD_MSL_LEVEL

Type duparametre YVariabte
Fonction du paramétre Spécifie le niveau de sensibilité a I'humidité de I'emballage MPD,
conformément a I'lPC/JEDEC J-STD-033B:2007 — Handling, Packing,
Shipping and Use of Moisture/Reflow Sensitive Surface Mount Devices,

2005.
Valeurs du parameéetre Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1
Limitations Doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc DEVICE.
Exemple MPD MSL LEVEL = “3”;

8.11.5 Paramétre MPD_PACKAGE_DRAWING

Nom de paramétre MPD_PACKAGE_DRAWING

Type du parameétre Variable

Fonction du paramétre Spécifie le(s) nom(s) du(des) fichier(s) de dessin de spécification des
emballages de MPD.


https://iecnorm.com/api/?name=a81580012cd59d40af799ac9d85b9d6a

Valeurs du parameétre
Exemple

Notes

Référence

- 114 — 62258-2 © CEI:2011

Données de nom textuel, conformément a 7.1.3.2

MPD PACKAGE DRAWING = “PackageOutline.PDF”;

MPD PACKAGE DRAWING = “POl.JPG”,”POlA.GIF”;
Seuls doivent étre utilisés les noms de fichier, sans nom de
relatif ou absolu.

chemin

Plusieurs parameétres (fichiers de dessins de boitier) peuvent étre
introduits dans une déclaration unique ou bien plusieurs déclarations

peuvent étre utilisées pour le méme effet.
Il n'existe aucune exigence de mise a I'échelle ou positionnelle
Annexe |, Notes 3 et 4.

8.12 DONNEES DE QUALITE, FIABILITE ET ESSAIS

8.12.1 | Parameétres QUALITY

Nom de|parameétre
Type duf paramétre
Fonction du paramétre

Valeurs|du parameétre
Limitatigns

Exemples

Notes

8.12.2 | Parameétres TEST

Nom de|parameétre
Type duf paramétre
Fonction du paramétre

Valeurs|du parametre
Limitatigns

QUAL _identificateur

Variable

Paramétre textuel général, pour permettre a l'utilisateur d'inc
parameétres pertinents et identifiés de qualité et defiabilité.
Données de chaine textuelle, conformément a_7)1v3.1

Chaque identificateur doit étre déclaré une seule fois dans un s
DEVICE.

QUAL OUTGOING QUALITY LEVEL =, “\M";

Les identificateurs QUAL_identifierSeconnus sont:

8.12.1.1 QUAL OUTGOING “QUALITY LEVEL
8.12.1.2 QUAL OUTGOING' QUALITY UNITS
8.12.1.3 QUAL OUTGOING QUALITY DESCRIPTION
8.12.1.4 QUAL RELIABILITY VALUE

8.12.1.5 QUAL RELTABILITY UNITS

8.12.1.6 QUAL -RELTIABILITY REFERENCE
8.12.1.7 QUAL-RELIABILITY CONDITIONS
8.12.1.8 QUAL RELIABILITY CALC METHOD
8.12.1.9 QUAL STANDARDS COMPLIANCE

TEST. identificateur

\[aniable

Parametre textuel général, pour permettre a l'utilisateur d'inc
parameétres pertinents et identifiés relatifs aux essais.

Données de chaine textuelle, conformément a 7.1.3.1

ure des

eul bloc

ure des

Chaque identificateur doit étre déclaré une seule fois dans un seul bloc

DEVICE.
ExempITs TEST ADDITIONAL REGUIREMENTS = “NONE”;
TEST SCREEN COMPLIANCE = “MIL-883B"”;
Notes Les identificateurs TEST identifiers reconnus sont:

8.12.2.1 TEST ELECTRICAL CONDITIONS
8.12.2.2 TEST ADDITIONAL SCREENING
8.12.2.3 TEST TESTABILITY FEATURES
8.12.2.4 TEST ADDITIONAL REQUIREMENTS
8.12.2.5 TEST YIELD CODE

8.12.2.6 TEST FLOW

8.12.2.7 TEST TEMP

8.12.2.8 TEST SCREEN

8.12.2.9 TEST SCREEN COMPLIANCE
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